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Fur eine Rickschau auf die
Berichterstattung in der Presse
empfehlen wir www.edacen-
trum.de/pressespiegel.

Die Weinprobe findet am
10.10.06 ab 20 Uhr in Hannover
statt. Wenn Sie mit probieren
mdochten, senden Sie bitte eine
E-Mail an info@edacentrum.de
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn sie vor gut finf Jahren — genauer gesagt, am

3. September 2001 —in Hannover einer Einweihung
durch die damalige Bundesministerin fur Bildung und
Forschung, Frau Edelgard Bulmahn, beiwohnten,
dann werden Sie sich erinnern: Es gab jede Menge
blaue Luftballons in den Géngen, blaue Plakate an
den Wanden der zwei noch ,unbewohnten” Raume
im Schneiderberg 32, eine Torte mit blau gefarbtem
Marzipan, ein mit glanzend blauer Folie verpacktes
.Etwas" vor der TUr, eine Bar mit hervorragenden
Kaffeespezialitdten und vieles mehr. Und Uberall
sahen Sie diese merkwrdige Wolke aus blauen
Elementen, garniert mit einem Quadrat und dem
Schriftzug ,,edacentrum”. Und Sie waren dabei, nicht
bei der Geburt, aber zumindest bei der Taufe des eda-
centrum e.V., als die Bundesministerin das Firmen-
schild enthtllte und die blauen Ballons in den Himmel
stiegen lief3.

Finf Jahre sind seitdem vergangen, Vieles ist passiert.
Einiges von dem, was wir uns vorgenommen haben,
ist Wirklichkeit geworden. Wir sind stolz, dass es das
edacentrum noch gibt und dass es geklappt hat mit
dem Ziel, das der damalige Vorstandsvorsitzende

des Vereins, Prof. Dr. Erich Barke mit den Worten for-
mulierte: , Das edacentrum soll eine neue, sichtbare
Qualitat der EDA-Arbeit in Deutschland darstellen und
als Repréasentant sowohl der Industrie als auch der
Wissenschaft in EDA-Fragen auftreten.” Fir uns ist
das flnfjahrige erfolgreiche Bestehen des edacentrum
Grund zur Freude und Anlass zur Herausgabe eines
edlen Tropfens, des ,edaWein05".

Getreu dem flr das edacentrum wichtigen Motto
,Gemeinsam sind wir stark!”, wollen wir diese schone
Aufgabe gemeinsam I6sen. In Folge eines kirzlich
erfolgten Aufrufes an Sie, uns einen wirdigen Wein
vorzuschlagen kennen wir inzwischen tber 15 Kandi-
daten, die es zu verkosten gilt, um daraus den besten
auszuwahlen. Auch bei dieser — vermutlich nicht unan-
genehmen — Téatigkeit mdchten wir nicht auf uns allein
gestellt sein. Machen Sie uns die Freude und helfen Sie
uns bei der sicher schwierigen Auswabhl.

Abbildung 0.01: Ein verpacktes “Etwas” vor der Tur des Lfl im
Schneiderberg 32 in 30167 Hannover

Abbildung 0.02: Vor dem edacentrum-Firmenschild: Die Stunde der
Presse-Fotografen mit Ministerin, Professor und Wafer

Bis zur Mitgliederversammlung 2006 in Berlin soll der
,edaWein05" frisch etikettiert zur Verfligung stehen,
damit wir auf die nachsten finf Jahre eines erfolg-
reichen edacentrum anstof3en kénnen.

Bis dahin wiinschen wir Ihnen eine schone Zeit und
—viel Freude beim Lesen!

Ralf Popp fir das edacentrum

Abbildung 0.3

Abbildung 0.4

Abbildung 0.5

Abbildung 0.6
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Abbildung 1.01:

Ubersicht tiber die aktuellen

Ekompass-Projekte.

1 Projektspiegel

Der Ekompass-Forderkomplex

www.edacentrum.de/ekompass

Die zur Zeit vom edacentrum betreuten Projekte
gehoren zu dem vom Bundesministerium fir Bildung
und Forschung (BMBF) zur Stimulation von EDA-
Forschungsaktivitaten eingerichteten Férderkomplex
namens Ekompass. Ekompass steht fir ,, Entwurfs-
plattformen fir komplexe angewandte Systeme

und Schaltungen der Mikroelektronik”. Mit diesem
Foérderkomplex will das BMBF in erster Linie dazu
beitragen, die einer starken internationalen Konkurrenz
ausgesetzten Arbeitspldtze in der Systemindustrie und
im EDA-Umfeld zu erhalten und auszubauen.

Ziel ist es, durch ein gemeinsames Vorgehen von
Industrie, Forschung und 6ffentlicher Hand, in den flr
Deutschland (und fur Europa) wichtigen Bereichen
neue Entwurfsmethoden zu entwickeln, um die Kom-
plexitat zukinftiger Chipsysteme qualitatsgerecht und

M3071
IM3185
IM3074
M3169
IM3077
IM3070
3159
IM3079
M3078

effektiv beherrschen zu kénnen. Dabei wird der Fokus
auf solche Themen gelegt, denen fir die Wettbewerbs-
fahigkeit der deutschen Industrie die grof3te Bedeutung
zukommt.

Der Forderkomplex Ekompass ist allerdings nicht nur
von nationaler Bedeutung. Die meisten Forschungsvor-
haben haben ein internationales Umfeld, insbesondere
auf européischer Ebene, wo Synergien aus gemeinsa-
men Starken entstehen. Die fir Ekompass sehr wich-
tige europdische Zusammenarbeit wird auch dadurch
transparent, dass einige der Ekompass- Projekte in
MEDEA+ Projekte eingebettet sind.

Der Newsletter des edacentrum berichtet in loser
Folge Uber die Projekte des Ekompass-Forderkom-
plexes.

Projektkoordination

v 81es
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FEST. Funktionale Verifikation von Systemen

Das zweite Clusterforschungsprojekt nach zwei Jahren Projektlaufzeit

Das Projekt FEST hat sich zum Ziel gesetzt,
Lésungen zu erforschen, die eine einheitliche
Verifikation von SoCs ermadglichen. Hierzu werden
- ausgehend von einer Systembeschreibung - bis
hinunter zur elektrischen Ebene Methoden und
Verfahren erforscht, die vorhandene Verifikations-
licken schlieBen und dadurch ein hohes Verbes-
serungspotenzial erméglichen. Die Projektpartner
unterstiitzen mit dem gewonnenen Forschungs-
Know-how die Halbleiter-Industrie in Deutschland
mit dem Ziel, die deutsche Kompetenz auf diesem
Gebiet auch in Zukunft auf héchstem Niveau zu
halten. Eine noch weiter gesteigerte Qualitat

in der Verifikationsmethodik ermoglicht es der
deutschen Industrie, Risiken von Entwurfsfehlern
zu verringern und den dazu nétigen Aufwand zu
minimieren. Die Verifikation - eine Schliisselkom-
ponente des SoC-Entwurfs — wird mit diesem For-
schungsvorhaben nachhaltig gestarkt und verhilft
der Industrie zu einer nachhaltigen Starkung der
Wettbewerbssituation.

Motivation

Durch eine permanente Reduzierung des Strom-
verbrauchs sowie durch neue technologische
Integrationstechniken erleben wir stetig neue Anwen-
dungsmaglichkeiten und eine beispiellose Miniaturisie-
rung von elektronischen Produkten: Bis heute wird von
Mikroelektronik und mikroelektronischen Systemen
gesprochen, obwohl es sich langst um Nanoelektronik
und nanoelektronische Systeme handelt. Mit ihren ana-
logen Ein- und Ausgéngen erméglichen sie die Kommu-
nikation mit dem Menschen, also zu nicht-elektrischen
Signalen sowie die effiziente Ubertragung durch Funk.
Durch ihre digitalen Prozessoren und Datenspeicher
verwirklichen sie eine leistungsfahige Datenverarbei-
tung, z.B. sind neueste Mobilfunkgerate in der Lage
Videos abzuspielen. Allein die Nanoelektronik bietet
das Potenzial, um weiterhin den Leistungshunger bei
Multimedia- und Spiel-Applikationen zu befriedigen.
Diese nanoelektronischen Systeme sind hochinte-
grierte Bausteine und werden auch als ,, Systeme auf
einem Chip"” (System on a Chip, SoC) bezeichnet. Die
Miniaturisierung dieser SoCs bringt zwar viele Vorteile
mit sich, aber auch groRe Herausforderungen:

» Hat man noch die Fahigkeiten Produkte in neuen
Technologien fehlerfrei zu entwerfen?

» Ist die GroRe der Entwurfsteams fir SoC-Entwiirfe
noch ausreichend?

» Wie lange dauert es, ein System bis zur Marktreife
ohne Fehler zu entwerfen?

» Kann die nationale Industrie noch die Produkte ent-
werfen, die zur Absicherung wichtiger deutscher
Maérkte notwendig sind?

Der Benutzer erwartet von diesen Produkten, dass
alle Funktionen zuverldssig ausgefliihrt werden. Diese
Anforderungen nach Zuverlassigkeit und Sicherheit
stehen der wachsenden Komplexitat nanoelektro-
nischer Systeme gegeniber. Die Halbleiter-Industrie
bewegt sich damit in einem Bereich, der sich durch
héchste Anforderungen, Komplexitat, Kurzlebigkeit
der Produkte und extremen Kostendruck auszeich-
net. Um sich hier zu behaupten, ist ein zuverlassiger
Entwurfsprozess eine entscheidende Voraussetzung.
Dieser zuverlassige Entwurfsprozess kann aber nur zur
Verfligung stehen, wenn die Anstrengungen, die zur
Qualitatssicherung unternommen werden missen, in
Zukunft noch weiter gesteigert werden.

Viele lukrative Markte haben sehr hohe Anforde-
rungen an die Zuverlassigkeit

Die deutsche Industrie hat sich in Méarkten etabliert, die
sehr hohe Anforderungen an die Zuverlassigkeit stellen.
Exemplarisch sind hier zwei Mérkte beschrieben. In der
Automobiltechnik erfolgen die meisten Innovationen
schon jetzt nur in Verbindung mit der Nanoelektronik.
Hier sind die Bereiche Infotainment, fahrerunter-
stltzende Systeme, Zuverlassigkeit und Sicherheit
hervorzuheben. Der Industrie ermdéglichen diese
Innovationen sich insbesondere im Premiumsegment
von anderen Wettbewerbern zu differenzieren. Die
Selbstverpflichtung der europaischen Mitgliedsstaaten
zur Halbierung der Anzahl der Unfalltoten wird die
Anwendungen von SoC-Produkten beschleunigen, um
der Anforderung nach mehr Sicherheit im und am Auto
nachkommen zu konnen. So hat laut Statistischen Bun-
desamt ein falscher Reifendruck im Jahre 2002 rund

25 Prozent der Verkehrsunfélle verursacht. Elektro-
nische Reifendruck-Sensoren kénnen hier zuséatzlich
Sicherheit schaffen. Ein von einer deutschen Firma
beherrschter Markt sind Sicherheits- und Smartcards-
ICs. Hier dominiert Infineon den weltweiten Markt,
gefolgt von Philips und STM. Das Marktvolumen ist
zwar nicht groR, solche ICs sind aber in vielen Mas-
senprodukten zu finden. Beispiele sind intelligente
Kreditkarten, Mobilfunktelefon und elektronische
Schlisselsysteme. Durch den Zuwachs an mobilen
Anwendungen und der schnellen und sicheren Authen-
tifizierung wird die Bedeutung von Sicherheit-ICs in
Zukunft stark wachsen und eine Schlisselstellung
beim Entwurf von komplexen Sicherheitsanwendungen
werden.

P=ST
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01M3972
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1.7.2004-30.6.2007
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Zuverlassigkeit ist eine Tugend zukiinftiger SoCs
Die Anforderungen an Sicherheit und Zuverlassigkeit
steigen, wenn nanoelektronische Produkte fur immer
neue Anwendungen im Auto eingesetzt werden. In
diesem Zusammenhang ist eine der grofsen Schwach-
stellen beim Schaltungsentwurf die Uberpriifung

der implementierten Funktionalitat der komplexen
Systeme. Als prominentes Beispiel einer Verifikations-
licke beim Chip-Entwurf kann der als Pentium-Bug
bezeichnete Fehler der Firma Intel genannt werden.
Die Firma hatte einen massiven Gewinneinbruch in
dem Jahr, in dem ein eklatanter Fehler in bereits ausge-
lieferten Pentium-Prozessoren festgestellt wurde, der
auf eine Verifikationsllcke zurtickzuflihren war (siehe
Abbildung 1.03). Dieses steht aber nur als Synonym
flr eine in der Technik bekannte Problematik von unzu-
ldnglich implementierten oder unzureichenden Spezi-
fikationen. Sie werden Uber Errata-Listen den Kunden
mitgeteilt, die die Auswirkungen der Fehler umgehen

mussen.
Mrd. USS
! Der Pentium-Bug
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Quartalsergebnisse der Firma Intel

Abbildung 1.03: Ein Verifikationsproblem bei der Entwicklung des
Pentiumprozessors verursachte einen entgangenen Gewinn von
ca. 500 Millionen Dollar (Quelle: Eveking, TU-Darmstadt)

Neue Anforderungen an den Entwurfsprozess
Simulationstechniken reichen schon lange nicht

mehr aus, um Entwurfsfehler wie den Pentium-Bug
aufzudecken. Eine Simulation prift exemplarisch mit
ausgewadhlten Daten, ob beispielsweise eine arith-
metische Operation ausgeflhrt werden kann. Alle
maoglichen arithmetischen Operationen in modernen
Schaltungen auszufiihren hiefRe, dass die Simulationen
Monate oder gar Jahre bendétigen, was inakzeptabel
ist. Eine Verifikation hingegen kann prifen, ob in allen
moglichen Féllen die arithmetische Operation richtige
Ergebnisse liefert. Sie kann darlber hinaus Gegenbei-
spiele liefern, an welcher Stelle der Schaltungsentwurf
versagt. Solche Berechnungen kénnen schon nach
wenigen Minuten oder Stunden abgeschlossen sein.
Dies verdeutlicht, dass die Verifikation eine entschei-
dende Komponente beim Schaltungsentwurf ist,
deren Auswirkungen Uber Verlust oder Gewinn einer
Firma entscheiden. Im Projekt VALSE-XT zeigte ein
Vergleich mit einem simulationsbasierten Ansatz die
Uberlegenheit der formalen Methodik, da die Steige-
rung der Entwurfsqualitdt mit einem geringeren und
besser vorhersagbaren Verifikationsaufwand einher-
geht (siehe Abbildung 1.04).

Die Komplexitat des Entwurfsprozesses — bedingt
durch die Miniaturisierung der nanoelektronischen

>

|
«? =

Aufwande

Simulation

Vollstandig-
keitsnachweis
A"

Erreichte Qualitat

Erstellung von
Eigenschaften

P [

Abbildung 1.04: Komplexitatsproblem der simulationsbasierten Veri-
fikation im Vergleich zur formalen Verifikation (Quelle: VALSE-XT)ew

Strukturen — wéchst stark an. Neben der oft fehlenden
Kompetenz, komplexe Systeme Uberhaupt entwerfen
zu kénnen, werden die steigenden Kosten fir den SoC-
Entwurf zu einem weiteren grof3en Problem. Hinzu
kommt, dass die Einmal-Kosten zur Produktionsvorbe-
reitung bei neuen Technologien einen groRen Kosten-
anteil bei der Produktentwicklung ausmachen. Sie
wachsen mit dem Einsatz neuester Lithographiever-
fahren so stark an, dass ein Re-Design des Produkts
zusammen mit der zusatzlichen Lieferverzogerung ein
groRes finanzielles Risiko bedeutet. Es ist daher bereits
beim ersten Entwurf von entscheidender Bedeutung,
jeden Fehler zu vermeiden, der ein Re-Design erfor-
dern wurde (First-Time-Right). Notwendig dazu sind
neue und umfassendere Losungen in allen Bereichen
der Verifikation. Diese Problematik wird noch dadurch
verscharft, dass in den oben beschriebenen Markten
héchste Anforderungen an die Entwurfsqualitat der
Nanoelektronik gestellt werden: Die Verifikation entwi-
ckelt sich zur Achillesverse des SoC-Entwurfs. Gestei-
gert wird dieses Problem dadurch, dass die Software
zu einem unzuverlassigen Verhalten bei Funktionen
beitréagt. Die Erforschung einer gemeinsamen Verifi-
kationsmethodik flir Hardware und Software stellt die
groRte Herausforderung in der Verifikation in den néach-
sten Jahren dar.

Das Projekt FEST im Uberblick

Eine systematische und methodische Vorgehensweise
zur Verifikation von der System-Ebene bis zur elek-
trischen Ebene fehlt bis heute. Das Projekt FEST will
die Llcke schlieffen und neue Anséatze zur Verifikation
von Systemen erforschen und die Integration in einem
Gesamtsystem erproben. Es arbeiten dabei 6 Univer-
sitaten im Projekt zusammen, um Uber die eigenen
Verifikationskompetenzen hinaus eine Vernetzung der
unterschiedlichen Forschungsergebnisse zu erreichen.
Hierzu werden neue Verifikationsansatze auf ihre Wirk-
samkeit erforscht: ausgehend von Beschreibungen
der Systemebene Uber Modelle der Architektur- und
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Abbildung 1.05: Einordnung der Verifikationsschritte und Verifikationsmodelle in die Abstraktionsebenen

Register-Transfer-Ebene bis hin zur elektrischen
Schaltungsebene, wobei Komplexitdtsgrenzen realer
SchaltungsgréRen berlcksichtigt werden. Abbildung
1.05 zeigt schematisch auf welche Abstraktionsebenen
sich die oben beschriebenen Untersuchungen kon-
zentrieren. Hier wird deutlich, dass auf allen Ebenen
eine Modellierung notwendig ist, um Algorithmen und
Verfahren zur Verifikation anzuwenden. Diese beiden
Schwerpunkte werden in diesem Projekt eine heraus-
ragende Rolle spielen, um existierende Anséatze zu
vernetzen.

Auf Systemebene werden von der TU limenau Metho-
den zur Modellierung von Zeiteigenschaften —auch
Zeitverifikation genannt — erforscht, die das Verhalten
des gesamten Systems Uberprifen konnen, bevor eine
Implementierung erfolgt. Ein Ziel dieses Ansatzes ist,
die Anzahl der Backtracks im Entwurfsprozess in der
Implementierung der Halbleiterbausteine zu halbieren.
Ein weiteres Ziel sowohl auf Systemebene als auch auf
Architekturebene wird von der Uni TUbingen erforscht.
Hier wird ein einheitlicher Ansatz fir HW-SW-Verifika-
tion von Systemen zu erforscht, der die gemeinsame
Behandlung von Soft- und Hardwarekomponenten
erlaubt und die bis heute dominierende getrennte
Behandlung ablésen wird. Die TU Darmstadt erforscht
die Verifikation auf Architekturebene mit einem Verfah-
ren, welches die Systemeigenschaften in einem kom-
positionalen Verifikationsprozess mit Hilfe individueller
Blockeigenschaften prift. Die Uni Freiburg erforscht
Eigenschaftsprifungen zur Erweiterung der Block-
verifikation, so dass eine Technik noch in Szenarien
anwendbar ist, wo die einfache Blockspezifikation noch
unvollstandig ist (Black- und Grey-Boxes). Die gewon-
nenen Techniken werden genutzt, um Gegenbeispiele
zu generieren und Fehler bei der Eigenschaftsprifung
zu lokalisieren. Zur Verbesserung erforscht die Uni
Kaiserslautern die Modellgenerierung im so genann-
ten Front-End, um dadurch die Leistungsféhigkeit der
Verifikationsmethodik fur digitale Blocke deutlich zu

steigern. Bei der Losung von pathologischen Féllen der
Verifikation sequentieller Schaltungen und bei Arithme-
tikblécken, wird eine Effizienzsteigerung um eine Gro-
enordnung angestrebt. Auch werden Verifikationen
erstmals maoglich, bei denen heutige EDA-Werkzeuge
und -Methoden noch scheitern. Flr gemischt analog-
digitale Schaltungen erforscht die Uni Frankfurt eine
Methodik zum Mixed-Signal Model-Checking. Diese
wird in der Lage sein, Toleranzen der Parameter des
Analogteils der Schaltung zu berlicksichtigen und in
einer digitalen Verifikationsumgebung einzusetzen,
damit SoCs mit digitalen und analogen Blécken verifi-
zierbar sind.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschungs-
partner und deren Einbindung ins Gesamtprojekt dar-
gestellt.

Zeitverifikation auf Systemebene

Um die gesteigerte Komplexitat elektronischer
Systeme bewaltigen zu kénnen und Redesign Zyklen
zu minimieren, werden Verfahren zur Evaluierung

auf Systemebene erforscht. Diese Verfahren bein-
halten die effektive funktionale Simulation auf
abstraktem Niveau sowie die Modellierung und
Simulation von Performance und Zuverlassigkeit,
siehe Abb.4. Beim funktionalen Entwurf (Functional
Level) existieren verschiedene Modellierungsdoma-
nen, genannt seien hier Discrete Event, Finite State
Machine und Synchronous Dataflow, die innerhalb
eines Systemmodells vorkommen und verschiedene
Systemaspekte adressieren. Im Bereich der Validie-
rung auf Missionsebene und Electronic System Level
(ESL) durch Simulation existieren zahlreiche For-
schungen seitens der TU limenau [1] [2]. Zu erwdhnen
sei hierbei vor allem das Werkzeug MLDesigner. Als
weiteres Forschungsfeld ist die Petri-Netz-basierte
Modellierungsanalyse von eingebetteten Systemen
zu erwahnen, die eine Prifung von Zeiteigenschaften
erlaubt [3] [4].
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Abbildung 1.06: Mission Level Designmethodik

Bei abstrakten funktionalen Multidoméanenmodellen
besteht die Problematik der Integration von Zeiteigen-
schaften, da einige Domanen nicht zeitbehaftet sind
oder spezielle Konstrukte zu deren Integration benutzt
werden [5]. Im Projekt FEST werden die einheitliche
Notation von Zeiteigenschaften in Multidomanenmo-
dellen sowie Methoden der Extraktion und Priifung
des Zeiteigenschaftsmodells untersucht. Zusétzlich
werden Aspekte der Dekomposition von Modell und
Zeiteigenschaften betrachtet. Fir die verschiedenen
Modellierungsdoménen wurden Anforderungen an die
Constraint-Beschreibung definiert und in Prototypen
umgesetzt. Die Forschung ist hier allerdings noch nicht
abgeschlossen. Zur einheitlichen Beschreibung wurden
Transformationsmaoglichkeiten untersucht und fir eine
softwaretechnische Umsetzung aufbereitet. Zur Verfei-
nerungen von Constraints wurden Regeln definiert und
Prafmoglichkeiten betrachtet.

Kooperation bestehen im Projekt mit der Uni TUbingen,
deren Forschungsschwerpunkt in der Erforschung von
Verfahren und Tools zum Model Checking besteht. Ziel
der Kooperation ist der Austausch von Modellen und
Methoden (Tools). Eine weitere Kooperation zum Aus-
tausch von Modellen insbesondere unter Aspekten der
Zeitbeschreibung und -verifikation besteht mit der Uni
Frankfurt.

Nach Abschluss des Projekts wird die entwickelte
Methodik (siehe Abbildung 1.06) geeignet sein, ein
formales Zeitmodell aus einem Constraint-annotierten
funktionalen Multidomanenmodell zu extrahieren,
wobei flr das funktionale Modell bestimmte Beschran-
kungen in Bezug auf Domanen und Elementen einzu-
halten sind. In dem formalen Modell sind vorgegebene
Zeitbeschrankungen auf Systemebene prifbar. Weiter-
hin wird eine Konsistenzprifung der Constraints zwi-
schen bestimmten Hierarchieebenen ermaoglicht.

Methoden und Tools zur Hardware/

Software Co-Verifikation

Die Verifikation hardwarenaher eingebetteter Software-
komponenten soll durch Anpassung und Weiterent-
wicklung existierender Verifikationstechniken aus dem
Bereich der Hardwareverifikation ermoglicht werden
(siehe Abbildung 1.07). Zudem werden verschiedene
formale und semiformale Techniken kombiniert und

Teile der Algorithmen parallelisiert, um Systeme mit
grofleren Zustandsraumen analysieren zu kdnnen. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf der automatischen
Extraktion von Verifikationseigenschaften aus Modellen
auf hohen Abstraktionsebenen. Diese aus UML/SysML
gewonnenen Systemeigenschaften werden dann in
der HW-SW-Verifikation auf niedrigeren Abstraktions-
niveaus wiederverwendet. Auferdem finden sie ihre
Anwendung bei der Bestimmung von Uberdeckungs-
malflen bei semiformalen Techniken.

Die zentrale Idee bei der Parallelisierung der Zustands-
raum-Traversierung besteht in der Verteilung der
Berechnung von Folgezustanden (Image Computa-
tion) auf mehrere Knoten eines Clusterrechners. Ein
Einsatz in Grid-Umgebungen soll mit der Firma Bosch
evaluiert werden. Die Knoten kommunizieren unterei-
nander mittels des Message Passing Interface (MPI).
Die Uberlappungen der verteilten Zustandsmengen
massen minimiert werden, um die Verfahren effizient
einsetzen zu kénnen. Folgearbeiten konzentrierten sich
auf diesen Punkt, um diese Uberlappung statisch und
dynamisch zu reduzieren [6] [7] [8]. Eine neue Guiding
Technik wurde implementiert, welche automatisch die
Menge der ,interessanten” Variablen im Design mit
Hilfe der spezifizierten Eigenschaften findet. Diese
Variablen dienen zur Steuerung der Zustandsraumex-
plosion. Das Verfahren beschleunigt den gesamten
Verifikationsprozess [8].

Als Basistechnologie fir die Extraktion von Eigen-
schaften wird der von der Uni TUbingen entwickelte
SystemC Checker Uberarbeitet, der es erlaubt, tem-
porallogische Formeln in PSL (Property Specification
Language) gegen simulierte SystemC-Modelle zu
prufen [9]. Fur die Eigenschaftsextraktion wurde der
maogliche Einsatz des FZI SystemC-Parser untersucht,
welcher ein SystemC-Modell in eine XML-Reprasen-
tation umwandelt. Diese Darstellung wurde flr eine
Analyse des Systems verwendet, um Eigenschaften zu
generieren.

Die Methode der Eigenschaftsextraktion wurde dahin
gehend Uberarbeitet, dass nicht mehr ein SystemC-
Modell als Grundlage verwendet wird, sondern
Modelle der Unified Modeling Language (UML) bzw.
Systems Modeling Language (SysML) [10]. Durch den
Einsatz dieser Modelle werden die Eigenschaften aus
einer hohen Abstraktionsebene extrahiert, die sich sehr
nah an der Spezifikation befindet. Im Rahmen dieser
Arbeiten fand eine Kooperation mit der Technischen
Universitat limenau statt. Es besteht die Moglichkeit,
die Eigenschaftsextraktion und die Methoden der Zeit-
verifikation in einem gemeinsamen Verifikationsframe-
work zu verbinden. Diese Methode wird zurzeit an den
beiden Universitaten untersucht. Es wurden weiterhin
C-Software-Verifikationswerkzeuge untersucht, um
einen Uberblick Uber den Stand der Technik zu erstel-
len, aktuelle Werkzeuge zu vergleichen und die Gren-
zen der aktuellen Ansatze herauszuarbeiten. Die Arbeit



wurde im Rahmen einer laufenden Kooperation mit
der Firma Bosch durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser
Aktivitat werden in die Entwicklung unserer eigenen
Verifikationswerkzeuge zur hardwarenahen Software-
verifikation flieRen.
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Abbildung 1.07: Verifikationsablauf und Werkzeuge flr die Hardware/
Software Co-Verifikation

Kompositionale Verifikation auf Systemebene
Der gegenwartige Stand der Technik erlaubt die
formale Verifikation von Blocken, aber nicht von
kompletten Systemen. Sind die Blocke aber formal
verifiziert, dann sind die zur Verifikation benutzten
Eigenschaften auch eine abstrakte Reprasentation
der Funktionalitat der Blocke. Beispielsweise kann

in Eigenschaften auf Signalwerte zu mehreren Zeit-
punkten referenziert werden und nicht nur, wie z.B.
bei Zustandsdiagrammen, zum gegenwartigen und
nachsten Zeitpunkt. Die Abstraktheit der Blockeigen-
schaften kann daher ausgenutzt werden, um Blocke
durch abstrakte Modelle zu ersetzen, die aus den
Blockeigenschaften generiert werden. Die aus den
Eigenschaften erzeugten abstrakten Modelle werden
.Cando-Objekte” genannt, weil sie jedes bis auf das
durch die Eigenschaften explizit verbotene Verhalten
nachbilden [11]. Fir Cando-Objekte gelten eine Reihe
von Kompositionalitats-Eigenschaften [12]. Systemei-
genschaften kdnnen daher nicht mehr nur auf dem
urspriinglichen Modell, sondern auch auf einem Modell
verifiziert werden, bei dem die Blocke durch die Cando-
Objekte ersetzt sind (siehe Abbildung 1.08).

Systemeigenschaft
A —

Yl Y
Cando - Cando - Cando -
Objekt 1 Objekt 2 Objekt n
T T System T
Block B1 - Block B2 - Block Bn-
Eigensch . Eigensch . Eigensch -
Block Block Block
B1 B2 Bn

Abbildung 1.08: Kompositionale Verifikation mit Cando-Objekten

An der TU Darmstadt werden Verfahren zur effizienten
Generierung von Cando-Objekten aus Blockeigen-
schaften entwickelt. Die Eigenschaften kénnen z.B.

in PSL spezifiziert werden. Cando-Objekte werden

als VHDL-Beschreibungen erzeugt und kénnen fir

die formale Verifikation, aber auch fur die Simulation
weiterbenutzt werden. Mit diesen Verfahren ist es an
der TU Darmstadt zum ersten Mal gelungen, aus Eigen-
schaftssatzen signifikanter Komplexitat (Bus-Protokolle
wie z.B. AMBA-AHB oder PCl) ausfiihrbare abstrakte
Modelle zu generieren. Dartber hinaus kénnen die Ver-
fahren zur Lésung einer Reihe weiterer Probleme wie
z.B. Konsistenz und Vollstandigkeit von Eigenschafts-
satzen benutzt werden.

Black-Box-Techniken bei der Eigenschaftspriifung
Black-Box-Techniken werden eingesetzt, um Fehlerer-
kennung und -lokalisierung schon in einem frihen Sta-
dium des Entwurfs zu ermdglichen. Die Anwendung
automatisierter, formaler Verifikationsmethoden auf
SoC-Entwdrfe und ihre Integration mit Black-Box-Tech-
niken zieht eine wesentlich exaktere Fehlererkennung
und Fehlerlokalisierung nach sich, als dies bei simulati-
onsbasierten Anséatzen der Fall ware (siehe Abbildung
1.09). In unserem Ansatz gehen wir von einer Spezifika-
tion durch eine Menge temporaler Eigenschaften aus,
die durch eine gegebene sequentielle Implementierung
erflllt werden sollen. Erfillt die Implementierung die
spezifizierten Eigenschaften nicht, dann soll der Fehler
dem Designer durch die Berechnung , guter Gegenbei-
spiele” erklart werden. Diese Gegenbeispiele stellen
Abléufe des Systems dar, die zum einen den Fehleref-
fekt sichtbar machen, zum anderen fir die praktische
Anwendung so kurz wie moglich sein sollten und so
wenige Systemkomponenten wie moglich benutzen
sollten. Neben der optimierten Berechnung von Gegen-
beispielen stellen wir Methoden zur automatischen
Lokalisierung von Designfehlern zur Verfligung. Beide
Ziele werden unter Anwendung so genannter Black-
Box-Techniken erreicht.

Sowohl bei der Berechnung guter Gegenbeispiele als
auch bei der Fehlerlokalisierung sind folgende grund-
legenden Fragestellungen von Interesse. Auf Basis
einer unvollstédndigen Schaltung, d.h. einer Schaltung,
die sogenannte Black-Boxes enthélt, ist einerseits die
Frage zu beantworten, ob es moglich ist, die Black
Boxes durch Implementierungen zu ersetzen, so dass
die spezifizierte Eigenschaft erfillt ist (,,Realisierbar-
keit”). Andererseits wird die Frage gestellt, ob die
Eigenschaft fir jede mdgliche Ersetzung der Black-Box
erfllltist (,Validitat”). Hierzu wurde an der Uni Freiburg
ein Modellprifer entwickelt, mit dem es unter Einsatz
von AlGs (And-Inverter-Graphen) als Mittel zur Repréa-
sentation grofder Zustandsraume gelingt, die angespro-
chenen Aufgaben zu l6sen.

Zur Berechnung minimaler Gegenbeispiele, die auf
moglichst wenigen Komponenten basieren, werden
moglichst grofde Teile des Designs ausgeblendet,
aus denen ,Black-Boxes" gebildet werden. Wenn die
folgende Eigenschaftslberprifung fir das , Black-
Box-Design” fehlschlagt, d.h. wenn wir fir das
Black-Box-Design die Nicht-Realisierbarkeit zeigen
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kénnen, wird dieses reduzierte Design zur Berechnung
eines kompakten Gegenbeispiels verwendet. Dieses
Gegenbeispiel ist dann in der Lage, den Fehlereffekt
unabhangig von den ausgeblendeten Teilen zu erklaren.
Im Gegensatz dazu wird fur die Fehlerlokalisierung
nach kleinen Teilbereichen des Designs gesucht, so
dass bei Ausblenden dieser Teile die Realisierbarkeit
der gewlinschten Systemeigenschaft gezeigt werden
kann. Dies bedeutet, dass der vorliegende Fehler durch
Abandern der ausgeblendeten Teile des Systems korri-
gierbar ist, so dass der mdgliche Fehlerort eingegrenzt
werden kann.

In Zusammenarbeit mit der Uni Darmstadt werden
Black-Box-Techniken zu Grey-Box-Verifikationsansatzen
verallgemeinert. Dabei wird das Innenleben der ,Grey-
Boxes" durch einige wenige kritische Eigenschaften
beschrieben. Die Anwendbarkeit der Konzepte auf ana-
loge und Mixed-Signal-Schaltungen wird zusammen
mit der Universitat Frankfurt untersucht.

Uberapprox 3gg (W)

\ Exakt 3g5 (W)
\ Exakt ygg (W)

Unterapprox ygg (W)

Abbildung 1.09: Darstellung von unter- und Uiberapproximierten
Zustandsmengen bei der Eigenschaftstberprifung fur Black-Box-
Designs

Frontend-Modellgenerierung

Durch gezielte MaRnahmen im Frontend eines Pro-
perty Checkers kann die Performanz bei der Lsung
komplexer Verifikationsaufgaben drastisch gesteigert
werden. Dies wird anhand pathologischer Félle der
formalen Blockverifikation demonstriert. Ein beson-
ders interessantes Anschauungsbeispiel ergab sich
durch die Moglichkeit, in Kooperation mit der Firma
OneSpin Solutions GmbH an der formalen Verifikation
des bei Infineon in der Entwicklung befindlichen Tri-
core 2 Prozessors mitzuwirken. Die TU Kaiserslautern
beschaftigte sich dabei mit der MAC Unit, die zahl-
reiche DSP-Instruktionen mit Multiply-Accumulate-
Operationen implementiert. Der formale Nachweis
der Korrektheit des arithmetischen Ergebnisses auf
voller Bitbreite war mit herkdmmlichen Techniken bis
jetzt nicht maéglich. Durch eine gezielte Modellierung
der Prozessorarithmetik im Frontend des Property
Checkers und eine entsprechende Anpassung des
Flows (Abbildung 1.10) konnten hier entscheidende
Fortschritte erzielt werden. An der TU Kaiserslautern
wurde das Modellierungskonzept des ,,arithmetic
bit-level (ABL)" und ein dazu passendes Normalisie-
rungsverfahren erforscht [16]. Mit dessen Hilfe war es
erstmals maoglich die arithmetische Korrektheit aller

MAC-Instruktionen des Tricore 2 auf voller Bitbreite
nachzuweisen. Das internationale Interesse and dieser
Loésung ist sehr grof3, wie zahlreiche Anfragen und
eine Vortragseinladung an die University of California
at Berkeley belegen. Die Fortschritte bei der Arithme-
tikverifikation kdnnen auch in Hinblick auf die Eigen-
schaftsprifung von Mixed-Signal-Schaltungen sehr
nutzlich sein. Dazu werden gerade in Kooperation mit
der Uni Frankfurt Untersuchungen angestellt.

control
Design Code
data path
. mBL |

4

Normalized
ABL

v 1

CNF (SAT-prover)

Abbildung 1.10: Verifikationsflow fir Kontrolllogik und Arithmetik

Als zweites Thema werden MalRnahmen der
Frontendmodellierung im Zusammenhang mit der
Verifikation sequenzieller Systeme untersucht. Es
konnte gezeigt werden, dass durch eine bestimmte
Zustandskodierung die Generierung von Invarianten
bei der temporalen Induktion effektiv unterstitzt
werden kann. Dartber hinaus wurde ein Verfahren zur
Verifikation von Hardwareprotokollimplementierungen
entwickelt, das auf einer geeigneten Dekomposition
des Zustandsraumes beruht. Erste Untersuchungen
an industriellen Entwurfen (Infineon) belegen, dass
damit der manuelle Verifikationsaufwand drastisch
reduziert werden kann [17]. Auch die Frontend-Mal3-
nahmen zur Verifikation sequenzieller Systeme sind

in Fachkreisen auf groRes Interesse gestofden, wie
ein eingeladener Vortrag zu diesem Thema auf der
ASICON-05 belegt. Die an der TU Kaiserslautern ent-
wickelten Methoden werden z.Zt. mit dem an der TU
Darmstadt entwickelten Ansatz zur kompositionalen
Verifikation kombiniert. Erste erfolgversprechende
Ergebnisse liegen bereits vor. Ein besonderes Poten-
tial der erzielten Forschungsergebnisse in Hinblick
auf zuklnftige Arbeiten liegt insbesondere im Bereich
der Verifikation hardwarenaher Software. Untersu-
chungen dazu werden bereits gemeinsam mit der Uni
TUbingen durchgefihrt.

Mixed-Signal Model-Checking

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Verifikation von
gemischt analogen und digitalen Schaltungen (siehe
Abbildung 1.11). Eine Herausforderung besteht immer
noch in der Modellierung von integrierten Schaltungs-



klassen, die einen unterschiedlichen Werte- und
Zeitcharakter besitzen. Es existieren bereits Model-
lierungsmaoglichkeiten (Timed Automata, Hybride
Automaten etc.), die den kontinuierlichen Werte- und
Zeitcharakter analoger Schaltungen wiedergeben kon-
nen, jedoch bisher nicht in der Lage sind, vollstandige
Eigenschaftsprifungen durchzuflhren. Zudem unterlie-
gen diese Modelle zumeist Restriktionen, welche die zu
behandelnden Schaltungsklassen stark einschranken.
Zwingend notwendig ist hier die Einflihrung von Zeitbe-
dingungen, die die temporalen Ablaufe der Schaltungen
wiedergeben und gleichzeitig die Signalabhangigkeiten
innerhalb beider Schaltungsklassen berlcksichtigen.

Ein neuer Ansatz besteht darin, das analoge Teilsystem
so zu diskretisieren, dass eine Zusammenfihrung mit
dem Modell des digitalen Teilsystems maoglich ist. Ein
besonderes Merkmal des Modells ist, dass die Zeit in
beiden Teilsystemen unterschiedlich zu behandeln ist
und modelliert werden muss. Ausgehend von einem
Algebro-Differentialgleichungssystem wird der konti-
nuierliche Zustandsraum der analogen Teilschaltung
aufbaut und in geeigneter Weise diskretisiert. Hier-
durch entsteht ein zeitbehaftetes Transitionssystem
mit vielen unterschiedlichen diskreten Zeiten. Dieses
wird zur symbolischen Weiterverarbeitung in ein Multi
Terminal Binary Decision Diagram (MTBDD) Uberfihrt.
Parallel werden MTBDDs erzeugt, welche die digitalen
Schaltungszustande und deren Transitionen wiederge-
ben. Die so erzeugten MTBDDs werden anschlieRend
gemeinsam mit einer zu verifizierenden Spezifikation
einem Model-Checking Algorithmus zugefihrt. Die ver-
wendetet Spezifikationssprache ist CTL-AT, mit der es
maoglich ist, neben dem Standard CTL-Sprachumfang
Zeitintervalle und analoge Zustandsgebiete anzugeben.
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Abbildung 1.11: Mixed-Signal Model-Checking

Resiimee

Das Clusterforschungsprojekt hat sich zum Ziel gesetzt,
Verifikationsllcken zu schlieRen, um somit dem lang-
fristigen Ziel eines geschlossenen Verifikationsflows
von der Systemebene bis zur Transistorebene naher zu
kommen. Dieser Bericht gibt dabei einen Uberblick tiber
die schon nach zwei Jahren Projektlaufzeit erreichten
Ergebnisse. Die umfangreiche Literatur, die wahrend der
Projektlaufzeit veroffentlicht wurde, gibt einen detail-
lierten Einblick in die Forschungsergebnisse. Nahere

Abstraktionsebenen:

AP1:
Modellierung &
Abstraktion

System Ebene
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AP2;
Methoden
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Abbildung 1.12: Themenschwerpunkte und Arbeitspakete im FEST-
Projekt

Informationen kénnen auch Uber die angegebenen Kon-
taktadressen in Erfahrung gebracht werden.

In den sechs Themenschwerpunkten des Projekts
wurden grofde Fortschritte erzielt und neue Anséatze zur
Verifikation erforscht und Methoden ausgetauscht. Die
Modellierungsverfahren und Methoden kénnen beste-
hende Verfahren verbessern oder erganzen, so dass
Verifikationslicken geschlossen werden kénnen. Abbil-
dung 1.12 stellt die Themenschwerpunke des Projekts
dar, die in zwei Arbeitspaketen bearbeitet werden.

Schon nach zwei Jahren Projektlaufzeit wurden wich-
tige Ergebnisse zur Erprobung der neuen Verfahren
erzielt. Eine Uberfiihrung der erforschten Methoden

in die industrielle Praxis ist der nachste Schritt, um

die Modelle und Methoden weiter flr eine industrielle
Anwendung zu verbessern. Erste Ansatze zum Einsatz
im industriellen Umfeld sind erfolgt. Im letzten Jahr ste-
hen der intensive Austausch mit den Industriepartnern,
sowie die Verfeinerung der Demonstratoren, die im
Rahmen der Forschungsaktivitaten erstellt wurden, im
Vordergrund der Projektarbeit. Um die Ergebnisse fir
die Industrie in EDA-Werkzeugen und Flows nutzbar zu
machen, sind weitere Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen zusammen mit der Anwender- und
EDA-Industrie notwendig.

Abbildung 1.13: Das Forscherteam bei einem Projekttreffen in
Darmstadt
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Kont@kt (FEST):

Dr.-Ing. Volker Schéber,
Projektkoordination edacentrum,
Schneiderberg 32

30167 Hannover

fon: 0511 762-19688

fax: 0511 762-19695
schoeber@edacentrum.de

Weitere Informationen im
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edacentrum.de/projekte/
edaclusterforschung/fest.html
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VeronA - Verifikation analoger Schaltungen

Mit dem Projekt VeronA wurde wieder einmal ein F&E-Projekt aus dem schwierigen, fir Europa so wichtigen Analog-Bereich genehmigt

In dem industriellen Verbundprojekt VeronA
arbeiten EDA-Anwender, EDA-Forscher und EDA-
Anbieter gemeinsam daran, eine Grundlage fir
die automatisierte Verifikation analoger Schal-
tungen und Systeme zu schaffen. Dabei geht es
im Wesentlichen darum, grundlegende Elemente
einer durchgangigen Verifikationsmethodik inte-
grierter analoger Schaltungen zu entwickeln,
damit auch die analogen Teile von Mixed-Signal-
Chips verifiziert werden kénnen. Insbesondere
wird die Eignung der Methoden fiir den industriel-
len Einsatz Uberprift. Die zu erwartenden Projekt-
ergebnisse werden die Effizienz und Qualitat der
Verifikation wesentlich steigern, was letztlich zu
qualitativ hochwertigeren Endgeréaten bzw. Pro-
dukten fiithren wird.

Motivation

In unserer Zeit, in der die Forderungen an Qualitat,
Sicherheit und Leistungsumfang vom steten Streben
nach Wachstum geleitet sind, reicht es nicht aus,
lediglich die Funktionalitdt von Systemen zu steigern.
Vielmehr gilt es, die Funktionstlchtigkeit und Zuver-
lassigkeit der immer komplexeren Systeme bereits
wahrend des Entwurfs zu verifizieren. Verifikation
meint dabei eine vollstandige gezielte Uberpriifung der
Funktionalitat eines Chips vor der Fertigung. Nur durch
bessere SoC-Verifikationsmethoden kénnen sicherere
und hochwertigere Produkte entstehen.

Der hohe Anspruch dieser Aufgabe wird allerdings erst
anhand der Komplexitéat eines Chips deutlich, welcher
mehrere Millionen miteinander verbundener Transi-
storen mit mehreren Ein- und Ausgangen enthéalt. Um
die korrekte Funktion eines so komplizierten Systems
von Elementen und Verbindungen zu Uberprifen,

sind die zu verschiedenen Zeitpunkten anliegenden
Spannungen und die dabei fliekenden Strome zu
kontrollieren und mit ihren Sollwerten zu vergleichen.
Diese anspruchsvolle Aufgabe ist lange Jahre unter-
schatzt worden. Trotz der intensiven Entwicklungen
beansprucht die Entwurfsverifikation heute bis zu 70
% der Entwurfszeit. Die steigende Integrationsdichte
von Chips hat daflir gesorgt, dass die Zahl der Tran-
sistoren auf einem Chip stetig gewachsen und ihre
Grofe stetig gesunken ist. Letzteres ist insbesondere
durch die Prozessschwankungen problematisch gewor-
den und hat auRerdem zu einer steigenden Zahl an zu
berlcksichtigenden physikalischen Effekten gefihrt.
Durch diese Veranderungen ist eine Vielzahl ungelo-
ster Verifikationsprobleme entstanden, so dass seit
einiger Zeit von einer ,Verifikationskrise” die Rede ist.

Zusammensetzung
des Projektkonsortiums

Selbst mit fortschrittlichen Methoden ist derzeit nur
eine unvollstandige Verifikation moglich, wodurch das

Risiko steigt, dass Schaltungen, die Fehler aus dem Projektpartner:

> Atmel Germany GmbH
> Robert Bosch GmbH

> Cadence Design

> Systems GmbH

> Infineon Technologies AG
> MunEDA GmbH

Entwurf aufweisen, an den Kunden weitergegeben
werden. Dass dieses Risiko einer unzureichender
Verifikation hoch ist, zeigt die im Jahr 2003 von Collett
International Research durchgefihrte ,, IC/ASIC Design
Closure”-Studie: Danach existiert eine 45-prozentige

Wahrscheinlichkeit, beim Entwurf einen funktionalen

Unterauftragnehmer:

> TU Minchen

> RWTH Aachen

> Universitat Frankfurt

> Leibniz Universitat Hannover

Fehler zu begehen.

Noch dramatischer stellt sich diese Situation fir den
Bereich der Verifikation analoger Schaltungen dar,
die um ein Vielfaches schwieriger ist, als bei digitalen
Schaltungen. Dies ist insbesondere dadurch gege-

> Fraunhofer-Institut fur
Techno- und Wirtschafts-
mathematik (ITWM)

ben, dass die Uberpriifung analoger Signale deutlich
aufwandiger als die Uberprifung digitaler Signale ist. Laufzeit:

Wahrend im Digitalbereich im Wesentlichen nur das 01.06.2006-31.05.2009

Erreichen von zwei Zustanden (0 oder 1) Uberprift
Forderkennzeichen:

werden muss, mussen im Analogbereich ganze Signal-
01M3079

verlaufe Uberprift werden, ob sie innerhalb eines

gegebenen Toleranzschlauchs liegen. Wegen der Internetseite:

zusétzlich durch die Betrachtung von zeit- und wertkon-  WWw.edacentrum.de/verona/
tinuierlichen Signalen steigenden Komplexitat ist die
Verifikation analoger Schaltungen ohne neue Verfahren

und Algorithmen nicht zu I6sen.

In dieser erhohten Schwierigkeit besteht jedoch auch
die Chance fir einen hohen wirtschaftlichen Nutzen
durch die Verbesserung der Verifikation analoger
Schaltungen. Dieser resultiert in einer zu erwartenden
drastischen Reduktion der Entwurfszeit analoger Schal-
tungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der
Entwurfsaufwand bei gemischt analog/digitalen Schal-
tungen (Mixed-Signal-Schaltungen) mittlerweile bis zu
80 % des Gesamtaufwandes betrdgt und dies obwohl
die Chipflache, die von analogen Komponenten belegt
wird, nur etwa 20 % der Gesamtflache einnimmt.
Durch die stetig wachsende Zahl von Mixed-Signal-
Designs wird dieser potenzielle Nutzen zusatzlich
verstarkt.

Ziele

Das Ubergeordnete Projektziel von VeronA ist die Ent-
wicklung grundlegender Elemente einer durchgangigen
Verifikationsmethodik integrierter analoger Schal-
tungen, wobei insbesondere deren Eignung fir den
industriellen Einsatz berlicksichtigt wird.

Damit stellen sich die VeronA-Projektpartner den in der
MEDEA+ Design Automation Roadmap (http://www.
medeaplus.org/webpublic) dargestellten Herausforde-

9002 €0 Wnijusoepa Janajsmeu | [abardspjalond L

€L 81es



900Z €0 Wniuseoepa Jenajsmeu | [ebardspiafoad |

L oves

rungen im Bereich analoger Verifikation. Von den Uber-
wiegend amerikanischen EDA-Anbietern wird diese
Thematik zumeist vernachlassigt, obwohl sie fur die
europaische Industrie durch ihre Starken in Automobil
und Kommunikation — die einen hohen Anteil analoger
Komponenten haben - eine grofie Rolle spielt. Es ist
daher folgerichtig, dass die geplante Projektarbeit
hauptséachlich auf die fir die deutsche Volkswirtschaft
wichtigen Anwendungen aus der Automobilelektronik
und der drahtlosen Kommunikation konzentriert wird.
Insgesamt wird erwartet, dass sich der Elektronikwert-
anteil im Auto von derzeit 19 % auf 24 % im Jahr 2010
vergrofiern wird. Innerhalb dieses Elektronikanteils
wird sich der Halbleiteranteil zudem von 25 % im Jahr
1990 Uber 50% im Jahr 2000 auf prognostizierte 64%
im Jahr 2010 steigern (Quelle: Bosch). Dartber hinaus
werden die Projektergebnisse wesentlich zur Entwick-
lung zukinftiger Verifikationswerkzeuge fur analoge
Schaltungen beitragen, was durch die Beteiligung von
EDA-Anbietern im Projekt untermauert wird. Durch das
Projekt VeronA wird die Grundlage fir die Gesamtveri-
fikation von analogen Systemen geschaffen und damit
die SoC-Verifikation deutlich vorangetrieben. Als Folge
werden die Qualitat und Funktionstiichtigkeit der End-
gerate deutlich erhéht, was zu mehr Akzeptanz deut-
scher und européischer Produkte in Automobil- und
Kommunikationselektronik fihren wird.

Aulerdem zielt das Projekt VeronA auf eine starke
Verbesserung der Entwurfssicherheit, so dass der Veri-
fikationsaufwand — trotz steigender Schaltungskomple-
xitat — zumindest gleich bleibt. Dazu soll die Effizienz
der Verifikation um mindestens 30 % gesteigert und
gleichzeitig durch die verbesserte Verifikation die Zahl
der Redesigns um 20 % reduziert werden. Es ist davon
auszugehen, dass dabei auch die Produktqualitat deut-
lich verbessert wird.

Zum Erreichen der gesteckten Ziele werden die
VeronA-Projektpartner neue Methoden und Werkzeuge
entwickeln, die formalisierte Verifikation instrumen-
talisieren und dabei auch auf verifikationsorientierte
Modellierung abzielen. Dabei stehen folgende tech-
nische Ziele im Mittelpunkt des Projekts:

» Entwicklung von Methoden und Regeln zur Erzeu-
gung schnell simulierbarer Modelle, die zudem
ausreichend viele physikalische Effekte (u.a. mixed-
discipline, z.B. Temperatur) gut genug beschreiben
und damit fUr die Verifikation in unterschiedlichen
Abstraktionsebenen geeignet sind;

» Untersuchung und Entwicklung formaler Verifikati-
onsverfahren fur analoge Schaltungen, namentlich
Model-Checking und Equivalence-Checking;

» Entwicklung von Methoden zur assertion-basier-
ten Verifikation, sowie von formalen Verfahren zur
Eigenschafts- und Toleranzverifikation;

» Umsetzung einer durchgangigen Vorgehensweise
fir die Multi-Level Verifikation von analogen Syste-
men unter Berlicksichtigung von Mixed-Signal-/

Mixed-Domain-Aspekten und unter Verwendung
der oben genannten Punkte.
Die zu erwartenden Projektergebnisse, wie Regeln zur
verifikationsgerechten Modellierung, Methoden zur
Mixed-Signal-/Mixed-Level-Simulation und zu formali-
sierten Verfahren sind Schlisselelemente fur die effizi-
ente Verifikation von analogen Schaltungsbldcken.

Die Verifikation von analogen Schaltungen und Syste-
men basiert nahezu ausschlieRlich auf der Simulation,
wobei fur die Bewaltigung der Komplexitat heutiger
Systeme die analogen Funktionen durch Verhaltens-
modelle beschrieben sein missen. Die Simulationszeit
hangt sehr stark von der Performance der Verhaltens-
modelle ab. Um das Ziel einer hoch effizienten Verifika-
tion eines kompletten A/MS-IC zu erreichen, missen
schnell simulierbare Verhaltensmodelle mit einer fir

die Anwendung ausreichenden Genauigkeit entwickelt
werden. Die besonderen Herausforderungen liegen im
Bereich der effizienten Formulierung von Verhaltensmo-
dellen, wobei einerseits verschiedene Modellierungs-
ansatze (z.B. gleichungsbasiert, Black-Box) untersucht
und bewertet werden und andererseits der Einfluss der
verwendeten Simulationsalgorithmen erforscht wird
und Lésungen entwickelt werden. Ziel der Arbeiten ist
es die Simulationszeit durch verbesserte Verhaltensmo-
delle um mindestens Faktor 100 gegeniber der Transi-
stor-Level-Simulation zu reduzieren.

Ferner gehort zur Verifikation analoger Schaltungen
fir den Automobilbereich auch die korrekte Berlck-
sichtigung von sehr hohen Temperaturen. Werte Uber
300°C kdénnen in der Praxis durchaus erreicht werden.
Wird hier das Verhalten insbesondere von Leistungs-
transistoren nicht korrekt beschrieben, kénnen Verifi-
kationsfehler mit teilweise katastrophalen Folgen nicht
ausgeschlossen werden.

Formale Verifikationsverfahren, wie Model-Checking
und Equivalence-Checking, werden bereits zur Verifi-
kation digitaler Schaltungen eingesetzt. Mit der Erfor-
schung von formalen Verifikationsverfahren fiir analoge
Schaltungen betreten die Projektpartner weitgehend
wissenschaftliches Neuland. Dieser Schritt ist not-
wendig, um eine vollstandige Verifikation von analogen
Schaltungen zu erreichen und damit die heute nur
punktuell mégliche Verifikation von Analogschaltungen
zu erganzen und zu unterstltzen.

Weiterhin wird im Projekt VeronA die — bisher aus-
schlieBlich im Digitalen angewendete — assertion-
basierte Verifikation auf den Analogbereich Ubertragen.
Ziel ist es, ebenso wie im Digitalbereich bereits wah-
rend der Simulation die Einhaltung von Bedingungen
(Assertions) zu prifen, wodurch die Fehlererkennung
und -lokalisierung vereinfacht wird. Die Herausforde-
rung besteht darin, die wesentlich komplexeren Bedin-
gungen zu formulieren und mit Hilfe des Simulators zu
Uberprifen, ohne dabei die Simulationszeit nennens-
wert zu verlangern.



Schliellich werden Vorgehensweisen und Verfahren
erforscht, die eine, an die Anwendungen angepasste,
Multi-Level-Verifikation von analogen Komponenten
ermdglichen. Dabei fliefsen die Projektergebnisse aus
dem Bereich Modellierung und der formalen Methoden
in die neuen Verfahren ein, die zudem an Beispielen
aus dem Automobil- und Mobilkommunikationsbereich
demonstriert werden.

Struktur

Zum Erreichen der gesteckten Ziele ist das Projekt
VeronA in die drei thematisch miteinander verzahnten
Arbeitspakete (AP)

» AP1: Verifikationsorientierte Modellierung
» AP2: Formalisierte Verifikation
»  AP3: Multi-Level-Verifikation

aufgeteilt. Dabei werden in AP1 und AP2 grund-
legende Arbeiten fir AP3 durchgeflhrt. Wahrend
durch AP1 eine verifikationsorientierte Modellierung
analoger Schaltungen erméglicht wird, geht es in AP2
um die Untersuchung von formalisierten Moglich-

Abbildung 1.14: Das Foto zeigt die zum , Kickoff-Treffen” anwesenden Vertreter der Projektpartner und Unterauftragnehmer. v.I.n.r.: P Jores, R. Popp, D. Grabowski, S. Joeres,
A. Bauer, H. Grab, P Haspel, T. Halfmann, F Schenkel, M. Pfost, W. Schwerzel, P Borthen, A. Lehmler, W. Rabe, H.-W. Groh, D. Platte, L. Hedrich, M. Anton, J. Weber.

keiten der Verifikation analoger Schaltungen. In AP3
steht die Erforschung von Strategien und Methoden
zur Multi-Level-Verifikation im Vordergrund, wobei
verschiedene neu entwickelte Methoden mit einbe-
zogen werden. Dazu ist zunachst die grundlegende
Vorgehensweise festzulegen und vorzubereiten.
DarUber hinaus werden wesentliche Anforderungen
an die Methoden in AP3 definiert und in AP1 und AP2
berlicksichtigt.

Projektstatus

Nach der kurz vor der Urlaubszeit erfolgten Bewilligung
hat sich das Projektkonsortium von VeronA umgehend
bei einem , Kickoff-Treffen” beim Projektpartner Atmel
Germany GmbH in Heilbronn versammelt. Dort wurden
zum erste Absprachen bezlglich der Projektplanung
und -organisation sowie der Kooperationen getroffen
und — ganz im Sinne der Offentlichkeitsarbeit — ein
Gruppenfoto (s Abbildung 1) gemacht. Ende Septem-
ber, im Vorfeld der Analog06, wird die erste Projekt-
partnerversammlung stattfinden. Dort werden die im
ersten Projektjahr anstehenden technischen Vorhaben
und Kooperationen detailliert abgestimmt.

Autoren und Kont@kt (VeronA):

Projektmanagement
Ralf Popp, edacentrum
fon: 0511-762-19697
fax: 0511-762-19695
popp@edacentrum.de

Projektkoordination:

Peter Jores

Robert Bosch GmbH

fon: 07121-35-2982

fax: 0711-8115142982
Peter.Jores@de.bosch.com
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Kont@kt (PARACHUTE):
Werner John

fon: 05251.5402-100
john@izm.fhg.de

Kont@kt (VISION):

Dr. Dieter Treytnar

fon: 0511 762-19687
treytnar@edacentrum.de

Kont@kt (VeronA):
Ralf Popp

fon: 0511 762-19697
popp@edacentrum.de

Kont@kt (PRODUKTIV+):
Dr. Andreas Vorg

fon: 0511 762-19686
voerg@edacentrum.de

Nachrichten von den Projekten

www.edacentrum.de/newsletter/

Von den Ekompass-Projekten gibt es Einiges zu
berichten. So wurden drei neue Projekte Mitte des
Jahres durch das BMBF bewilligt. AuBerdem wer-
den bereits laufende Projekte présentierten ihre
Ergebnisse und Workshops laden Interessierte zu
Diskussionen zwischen den Projekten ein.

PA%A CHUTE:005

A Eureka Project

Neues Ekompass- und Medea+-Projekt
PARACHUTE bewilligt

PARACHUTE ist das erste Projekt, das dieses Jahr

im Ekompass-Forderprogramm bewilligt wurde. Es
startete zum 1.4.2006 und wird durch das Bundes-
ministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) unter
dem Kennzeichen 01M3169 gefdrdert. Das Projekt

ist in das gleichnamige Medea+-Projekt eingebettet
und wird sich in den folgenden drei Jahren mit elek-
tromagnetischer Zuverlassigkeit (EMZ) von ICs und
Steuergeraten, insbesondere beim Einsatz von Nano-
meterstrukturen beschaftigen. Ziel von PARACHUTE
ist es, zukinftige vom Automobilmarkt geforderte
Nanometer-ICs elektrisch so robust zu machen, dass
das Gesamtsystem |ICs-Steuergerate-Automobil
zuverlassig funktioniert, ohne stérungsbedingte Schéa-
den fur Mensch und Maschine zu verursachen. Pro-
jektkoordinator ist Thomas Steinecke von der Infineon
Technologies AG. Er wird im Management unterstitzt
von Werner John von der FhG IZM. Die deutschen
Projektpartner sind Conti-Temic GmbH, Infineon Tech-
nologies AG, Robert Bosch GmbH, Universitat Pader-
born und Zuken GmbH. Im Unterauftrag arbeiten in
dem Projekt mit: FhG IZM, Gfal Berlin und Universitat
Erlangen. (ch)

Abbildung 1.15: Mitarbeiter bei VISION, bei der DLR und beim
edacentrum

VISION

Neues Ekompass-Projekt VISION bewilligt

Sowohl Automobilbereich als auch im Bereich der
Mobilkommunikation ist die Fahigkeit, eine Vielzahl von
neuen Funktionalitdten in einem verteilten Systems-
zenario zu integrieren, eine Voraussetzung geworden,
um im Markt zu bestehen. Und dies naturlich ohne
Senkung der Produktivitdt und mit hohen Sicherheits-
und Qualitatsanforderungen bei gleichzeitiger Betrach-
tung der wirtschaftlichen Aspekte. Die Erforschung
einer doméanenubergreifenden Entwurfsmethodik fur
verteilte mikroelektronische Systeme unter Beriick-
sichtigung komplexer Umgebungsbedingungen und
effiziente applikationsspezifische Entwurfsprozesse ist
daher das Ziel von VISION.

VISION wurde zum 1.5.2006 bewilligt und wird vom
BMBF unter dem Forderkennzeichen 01M3078 gefor-
dert. Projektpartner sind Cadence Design Systems
GmbH, FZI Karlsruhe, Infineon Technologies AG

und Robert Bosch GmbH. Des Weiteren werden im
Unterauftrag Forschungsarbeiten durchgefiihrt von
OFFIS, der Universitat der Bundeswehr Minchen und
der Universitat Tubingen. (ch)

Yok

Neues Ekompass-Projekt VeronA bewilligt

Das Projekt VeronA wurde zum 1.6.2006 fir eine Laufzeit
von 3 Jahren bewilligt. Es wird unter dem Férderkennzei-
chen 01M3079 durch das Bundesministerium fir Bildung
und Forschung (BMBF) geférdert und wird in diesem
Newsletter in einem Kurzbericht auf Seite 13 vorgestellt.
VeronA befasst sich mit der Verifikation von analogen
Schaltungen und wird dort vor allem die Schwerpunkte
verifikationsorientierte Modellierung, formalisierte Verifi-
kation und Multi-Level-Verifikation bearbeiten. (ch)

’///ml\\\\\\“\

PRODUKTIV+ erstellt Modell des Designsystems
als Basis fir die Produktivitatsmessung

Als Grundlage fur die weiteren Arbeiten wurde von
allen Projektpartnern (AMD - Dresden Design Cen-
ter, Cadence Design Systems, Infineon Technologies
und Robert Bosch) sowie mit starker Beteiligung der



Unterauftragnehmer Leibniz Universitat Hannover - Insti-
tut fir Mikroelektronische Systeme und OFFIS - Institut
flr Informatik die erste Version des Designsystem-
Modells erstellt. Ein wesentliches Ergebnis ist darin zu
sehen, dass erstmals eine gemeinsame Wissensbasis
und Dokumentation des Designsystems in Form einer
Ontologie geschaffen wurde, die im weiteren Verlauf die
notwendige Basis sowohl fiir den Einsatz der Modelle
als auch flr Standardisierungsaktivitaten bildet. Zur visu-
ellen Uberpriifung liegt das Modell in UML-Notation vor
und ist in Textform dokumentiert. (AV)

BETags

DETAILS prasentiert neueste Ergebnisse auf der
Analog 06

Das Projekt DETAILS wird auf der Analog’06, die

vom 27. bis zum 29. September in Dresden stattfin-
den wird, ausgewahlte Ergebnisse zum diesjahrigen
Schwerpunktthema ,Fertigungsgerechter und aus-
beuteorientierter Entwurf robuster nanoelektro-
nischer Schaltungen” vorstellen. Ininsgesamt sieben
Beitragen werden neue Maoglichkeiten prasentiert,
dem stérenden Einfluss der zunehmenden Prozes-
sparameterstreuungen wirksam zu begegnen. Hierbei
wird der vollstdndige Top-Down Entwurfsprozess flr
Mixed-Signal-Systeme mit HF-Komponenten betrach-
tet. Der Projektpartner Atmel demonstriert ein exem-
plarisches Designkit, in das erstmals Kompaktmodelle
eingebettet wurden, die es erlauben die statistischen
Storeinflisse auf das Bauelementverhalten sehr
genau nachzubilden. Die neuen Ansatze zur Bauele-
mentemodellierung wurden in Zusammenarbeit mit
der TU Dresden (Prof. Schroter) erarbeitet. Fir den
analogen Schaltungsentwurf wirft der Projektpartner
Nokia die provokative Frage auf: Lassen sich stati-
stische Schwankungen von Bauelementparametern
fUr bestimmte Schaltungstopologien unter Ausnutzung
des hohen Integrationsgrades ab 65 nm vielleicht
sogar in einen Nutzeffekt konvertieren? An einem
Beispiel wird demonstriert, wie mit extrem kleinen
Widerstédnden mit einer Ungenauigkeit von bis zu 5
% ein digitales 1024-Stufen Potentiometer mit einer
Linearitat von 10 Bit im gesamten Temperaturbereich
aufgebaut werden kann. Hierzu wurde ein 65 nm Stan-
dard-CMOS Prozess ohne Analogoptionen verwendet.
Die Beitrage der Partner Infineon, Melexis und der TU
Dresden (Prof. Jentschel) zeigen neue Moglichkeiten
zur Verbesserung von Qualitat und Ausbeute von
integrierten Transceiver-Schaltungen mittels RF-Built-
in-Self-Test (RF-BIST) und Built-in-Self-Calibration
(BISC) auf Systemebene und Schaltungsebene. Die
vorgestellten Verfahren stellen gleichzeitig eine deut-
liche Reduktion der Kosten beim Produktionstest in
Aussicht, da der Aufwand flr den HF-Test deutlich
verringert werden kann bei gleichzeitiger Erhéhung
der Messgenauigkeit durch den Onchip-Test. Die
Simulation dieser komplexen integrierten Transceiver-

schaltungen mit Regelschleifen fir RF-BIST und BISC
stellt neue Herausforderungen an die Modellierungs-
verfahren und Modelle fir die Systemsimulation. Die
hohe Systemkomplexitét erzwingt die Abstraktion
von Schaltungseigenschaften. Mit zunehmenden
Integrationsgrad und den damit verbundenen Aufga-
benstellungen, wie Sicherstellung der Signalintegritat,
Sicherstellung von Ausbeute und Qualitat wird dies
jedoch zunehmend schwieriger. Der Forschungspart-
ner FHG IIS/EAS stellt sich dieser Herausforderung
und erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit Nokia,
Infineon und Cadence an neuen Losungen. Hierzu
werden auf der ANALOG neue leistungsfahige Verfah-
ren vorgestellt und die Anwendung in einem Gigabit-
Funksystem mit Tragerfrequenzen bis 94 GHz (Nokia)
demonstriert. Des Weiteren bietet die FhG ein Tutorial
zu aktuellen Modellierungssprachen fir den Entwurf
komplexer Mixed-Signal Systeme an. DETAILS ladt
alle Interessierten herzlich zu seinen Préasentationen
ein. (Reimund Wittmann)

URAN&S

URANOS ladt ein: Offener Workshop zum Thema
~Anwendungsrobuster Entwurf”

Im Oktober findet in Hannover der erste offene
Workshop des Projektes URANOS zum Thema
~Anwendungsrobuster Entwurf nanoelektronischer
Systeme” statt. Organisiert und ausgerichtet wird er
in Zusammenarbeit mit dem edacentrum und der Firma
sci-worx. Zum Workshop stellen die URANOS-Partner
Lésungsanséatze und erste Ergebnisse des zum 1. Juli
2005 gestarteten Projektes vor.

Um den Erfahrungsaustausch und die Kooperation

mit Ekompass-Projekten zu vertiefen, laden wir inte-
ressierte Fachkollegen aus diesem Kreis herzlich zur
Teilnahme am Workshop ein. Wir bieten lhnen auch die
Maoglichkeit, ihre Projektarbeiten in Vortragen, Postern
oder Demonstrationen vorzustellen.

Termin:
26. Oktober 2006

Veranstaltungsort:
sci-worx GmbH, Garbsener Landstrasse 10,
30419 Hannover

Die Anmeldung fir externe Teilnehmer ist bis spate-
stens 6. Oktober 2006 nach telefonischer Absprache
mit Frau Cordula Hansen (0711-2807 956) moglich.
Frau Hansen steht auch gern fir weitere Fragen zur
Verfligung. (Steffen Rilke)

Die Ekompass-Projekte laden ein zum Kooperati-
onsworkshop “System Planning”

Es ist wieder so weit: Nach dem Erfolg der Koope-
rationsworkshops im letzten Jahr laden die Projekte

Kont@kt (DETAILS):
Reimund Wittmann

fon: 0234.984-3480
reimund.wittmann@nokia.co

Kont@kt (URANOS):
Dr. Steffen Rilke

fon: 0351.4640-720
steffen.ruelke@
eas.iis.fraunhofer.de
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DETAILS, LEMOS, PRODUKTIV+, URANOS und
VISION sowie die Clusterforschungsprojekte zum
ersten Kooperationsworkshop in diesem Jahr ein mit
dem Thema , System Planning”. Der Workshop wird
am 30. November 2006 in Hannover stattfinden. Die
Organisation des Workshops wird wie Gblich vom
edacentrum tbernommen.

Die Notwendigkeit einer leistungsfahigen Infrastruktur
zur System-Planung wird immer dringender. Dafir sind
im Wesentlichen die drei Trends

» steigende Anzahl der gleichzeitig zu optimierenden
ZielgroRen (Trend 1),

» zunehmende Anzahl der Optionen zur System-
Loésung (Trend 2) und

» steigende Komplexitat (Trend 3)

verantwortlich die nachfolgend naher erldutert werden.

Trend 1: Galt es urspriinglich, eine geforderte Perfor-
mance auf einer moglichst kleinen Siliziumflache zu reali-
sieren, so sind heute neben der Flache und Performance
auch Power, Yield/DFM, Package, Flexibilitat, Zuver-
lassigkeit, Time to Market/Cycle Time, Testbarkeit und
somit letztlich auch Kosten die Optimierungsgrofien:

» Package und Testen sind bzgl. der Kostenrelevanz
ebenburtig zur Flache geworden.

» Power und Zuverlassigkeit sind fir manche Pro-
dukte entscheidende Wettbewerbsfaktoren (z.B.
Power bei Mobilkommunikation und Zuverlassigkeit
bei Automotive-Anwendungen).

»  Flexibilitat und Cycle-Time (Entwicklungsdauer)
konnen eine entscheidende Rolle spielen, um das
immer enger werdende Marktfenster zu treffen.

Trend 2: Durch die Wahlmoglichkeiten bezlglich SoC,
SIP, MCM und SW - HW sowie FPGH, ASIC, etc. gibt
es immer mehr Alternativen ein System zu realisieren,
die zudem kombiniert werden kénnen:

Trend 3: Letzten Endes erzwingt die (immer wei-

ter zunehmende) System-Komplexitat, dass die

oben angesprochene notwendige Optimierung der
Systeme nur noch auf dem System Level angegangen
werden kann. Nur hier besteht die Aussicht, unter-
schiedliche Realisierungsalternativen untereinander
abzuwagen. Dies kann auch schon fur einzelne kom-
plexe System-Teilaspekte wie z.B. Datenfluss-Pla-
nung gelten.

So soll System Planning bereits sehr friihzeitig
wesentliche Entscheidungen zum Gesamtkonzept des
Systems ermoglichen. (Grob-) Architektur und Cons-
traints fur die Teilkomponenten sollten daraus resultie-
ren und ein Top-Down System-Design unterstitzen.
Tatséachlich wird ein iteratives Vorgehen stattfinden,
bei dem mit zunehmender Detaillierung der Planung
die Qualitat der Charakterisierungsgrofien fur die Teil-
komponenten zunimmt, was wiederum zu genaueren
und detaillierteren Constraints fuhrt. Der Workshop
soll zu einem Austausch von Gedanken, Sichtweisen,
Lésungsansatzen und Erfahrungen zum Thema System
Planning dienen.

Interessierte, auch auRerhalb der beteiligten Projekte,
sind herzlich eingeladen und konnen ab sofort bis spa-
testens zum 26.10.2006 lhre Beitrage bei Frau Cordula
Hansen (hansen@edacentrum.de) anmelden. Bei der
Anmeldung sollten Titel, Name des bzw. der Vortra-
genden und ein paar Stichworte zum Inhalt angeben
werden. (ch).

Neues aus der Clusterforschung N an

www.edacentrum.de/clusterforschung

E=ST

FEST-Workshop nach zwei Jahren Projektlaufzeit
Das Projekt FEST veranstaltet am 10.10.2006 in Han-
nover einen internen Workshop, zu dem alle Industrie-
partner des Projektes herzlich eingeladen sind. Auf der
Veranstaltung erhalten die Teilnehmer die Mdglichkeit,
sich eingehend mit den neuen Methoden und Verfah-
ren vertraut zu machen und Uber Verwertungsschritte
und Nutzungsmoglichkeiten flr die Industrie nachzu-
denken.

In EDA-Clusterforschungsprojekten arbeiten
Hochschulen und Forschungseinrichtungen an
zukunftsweisenden EDA-Forschungsthemen unter
industrieller Patenschaft. Ziel ist es, Methoden zu
erforschen, die in 5-10 Jahren zum industriellen Ein-
satz kommen kénnen.

Mit dem FEST-Workshop wird ein Diskussionsforum
flr die Industriepartner des Projekts angeboten, in dem
nach zwei Jahren Projektlaufzeit die Ergebnisse zur
funktionalen Verifikation von Systemen vorgestellt und
diskutiert werden kénnen. Der Workshop wird vom
edacentrum in Zusammenarbeit mit dem FEST-Projekt



durchgeflhrt. Die aktuellen Ergebnisse des Projekts
werden in 6 Fachvortragen mit anschlie3ender Dis-
kussion présentiert, deren Inhalte im Folgenden kurz
beschrieben sind.

Zeitverifikation auf Systemebene, TU limenau,
Alexander Pacholik

Auf Electronic System Level werden hierarchische
Multidomanenmodelle verwendet, um moglichst frih
die Validierung eines Gesamtmodells zu ermaoglichen.
Durch die Integration von Zeiteigenschaften in Form
von Constraint-Beschreibungen wird die formale Pri-
fung von Zeiteigenschaften auf abstraktem Niveau
ermoglicht.

Methoden und Tools zur Verifikation hardware-
naher eingebetteter Softwarekomponenten, Uni
Tibingen, Thomas Kropf

Im ersten Teil des Vortrages werden Zielsetzungen
und bisherige Ergebnisse der Tlbinger Forschungs-
gruppe erlautert. Dabei wird auf Methoden und Tools
eingegangen, die eine Verifikation von hardwarenaher
eingebetteter Software ermoglichen konnen und es
wird die mogliche Verwertung der Methoden durch die
Industriepartner vorgestellt. Im zweiten Teil werden
aktuelle Forschungen im Bereich UML/SysML zur
Eigenschaftsextraktion erldutert und die Relevanz fur
unsere Forschungspartner dargestellt.

Black-Box-Verifikation, Uni Freiburg, Christoph
Scholl

Black-Box-Techniken werden eingesetzt, um Fehlerer-
kennung und -lokalisierung schon in einem friihen
Stadium des Entwurfs zu ermoglichen. Nach einer
Einflihrung in das Konzept von Black-Box-Verifikations-
techniken wird deren Anwendung bei der Berechnung
.quter” Gegenbeispiele zu fehlerhaften Entwdirfen und
bei der automatischen Lokalisierung von Designfehlern
erlautert.

Eigenschaftsbasiertes Design fiir Kompositionale
Verifikation, TU Darmstadt, Martin Schickel

Die Verifikation groRer Systeme kann mit einem kom-
positionalen Ansatz erfolgen. Mit aus den Blockeigen-
schaften generierten abstrakten Komponenten lasst
sich die Gultigkeit von Systemeigenschaften aus den
Blockeigenschaften ableiten.

Verifikation von SoC-Kommunikationsstrukturen,
Uni Karlsruhe, Minh Nguyen

Die formale Verifikation von Protokollimplementie-
rungen auf einem SoC erfordert eine detaillierte
sequenzielle Analyse miteinander kommunizierender
Automaten. Die etablierte Methodik fur die formale

Blockverifikation mit intervallbasierten Eigenschaften ist

dafir zwar prinzipiell geeignet, erfordert jedoch einen
relativ hohen manuellen Aufwand. Der Vortrag skizziert
eine Methodik und dazu passende Algorithmen, die
dazu dienen, diesen Aufwand erheblich zu reduzieren.

Mixed-Signal Verifikation, Uni Frankfurt, Alexan-
der Jesser

Die gemeinsame Verifikation von analogen und digi-
talen Schaltungsteilen stellt noch eine existierende
Licke im Verifikations-Flow dar. Basierend auf einer
gemeinsamen Modellierung wird ein Verfahren zur
Eigenschaftsprifung von gemischt analog/digitalen
Schaltungen vorgestellt.

Termin:
10.10.2006, 9:45-15.00

Ort: Kont@kt

Maren Sperber

fon: 0511.762-19699
sperber@edacentrum.de

Universitat Hannover,

Fakultat fur Elektrotechnik und Informatik
Appelstrafie 4

30167 Hannover

Die Kosten fir den FEST-Workshop betragen 16 € pro
Teilnehmer.

ST s

SAMS und FEST stellen ihre Ergebnisse internati-

onal vor

Die Clusterforschungsprojekte SAMS und FEST haben
dieses Jahr schon viele und hochwertige Publikationen

verdffentlichen kdnnen. Insbesondere Préasentationen
auf DATE und ISCAS waren dieses Jahr Highlights und
somit Beleg fur die erfolgreiche Arbeit in der Cluster-
forschung. Viele Demonstrationen der SW-Prototypen
wurden auf der DATE 2006 im Rahmen der University
Booth gezeigt. Das SAMS Projekt war auf der ISCAS
mit einer Special Session Uber das Projekt préasent.
Somit konnte der Ergebnisstand zum Ende des Pro-
jekts eindrucksvoll dargestellt werden. Weitere Publi-
kationen sind noch auf der FDL (Darmstadt) und der
Analog (Dresden) in diesem Jahr geplant.

Abbildung 1.16: Rudiger Schroll der Uni Frankfurt demonstriert den
SW-Prototypen POLYSIGNAL auf der auf University Booth der DATE
2006
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Weitere Informationen zum
Workshop finden Sie unter
www.edacentrum.de/
veranstaltungen

Wir freuen uns
auf lhre Teilnahme.

9002 €0 Wniuseoepa Jenajsmeu | [ebardspiafoad |

wnijuadeps wap sne sana|\ ¢

Kont@kt:

Dirk Rosendahl
0511 762-19683
rosendahl@edacen

unter
www.edacentrum.de/
newsletter/

finden Sie im Internet
weitere Informationen.

Neues
aus dem edacentrum

ST

FEST-Publikationen im ersten Halbjahr 2006

[1] A.Jesser, L. Hedrich, M. Wedler, W. Kunz: A case
study on applying bounded model checking to analog
circuit verification, 9. ITG/GI/GMM Workshop “Metho-
den und Beschreibungssprachen zur Modellierung und
Verifikation von Schaltungen und Systemen” (MBMV
06), Dresden, Germany, Februar 20-22, 2006.

[2] F. Pigorsch, C. Scholl, and S. Disch: Advanced
unbounded model checking by using AlGs, BDD
sweeping and quantifier scheduling, 9. ITG/GI/GMM
Workshop “Methoden und Beschreibungssprachen
zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und
Systemen”, Dresden, Februar 20 - 22, 2006.

[3] Stefan Lammermann, Roland J. Weiss, Jirgen Ruf,
Thomas Kropf, Wolfgang Rosenstiel: Automatische
Eigenschaftsextraktion auf Systemebene aus SystemC
Modellen, 9. ITG/GI/GMM Workshop “Methoden und
Beschreibungssprachen zur Modellierung und Veri-
fikation von Schaltungen und Systemen”, Dresden,
Februar 20 - 22, 2006.

* Mitarbeiter bewegen sich
www.edacentrum.de/mitarbeiter.html

LAlles flieBt" — so hiefl? es bei den alten Griechen. Wie
wahr das ist, haben wir beim edacentrum mit Bedauern
festgestellt. Im Sommer sind zwei geschatzte Kolle-

gen dem Ruf der weiten Welt gefolgt und haben das
edacentrum verlassen. Niklas Mdller, unser Mediengestal-
ter mit , Biss und Schwung”, hat sich selbstandig gemacht
und Kurt Liebermann hat das lukrative Angebot einer
grofRen EDA-Firma angenommen und damit zudem seinen
Arbeitsweg mehr als halbiert. Beiden Kollegen danken wir
fur Ihre wertvolle Mitarbeit und wiinschen lhnen fir lhren
weiteren beruflichen Werdegang alles Gute.

Auf der anderen Seite vermelden wir aber auch
Zuwachs: Wir freuen uns, dass wir Dipl.-Ing. Dirk Rosen-
dahl als freien Mitarbeiter gewinnen konnten. Seit dem

1. September 2006 unterstitzt Herr Rosendahl den Auf-
und Ausbau unserer Vertriebs- und Marketingaktivitaten
innerhalb der edacentrum GmbH. Er verfligt Gber lang-
jahrige nationale und internationale Vertriebserfahrung in
den Bereichen erklarungsbedurftige Softwarelésungen
sowie IT-Dienstleistungen. Zuvor war er Mitgrinder und
Geschéftsfuhrer einer IT-Unternehmensberatung.
Kont@kt: Dr. Juirgen Haase, 0511 762-19698,

haase@edacentrum.de

[4] O.Vinogradov, W. Fengler, A. Pacholik: Develop-
ment of language of time-constraints for the design of
reactive systems  Moskovskij Inzenerno-Fizi eskij,
Institut: Intellektual, nye sis-temy i technologii. -

Moskva : MIFI, S. 90-91, 2006.

[5] Prakash M. Peranandam, Pradeep K. Nalla, Roland
J. Weiss, Jirgen Ruf, Thomas Kropf, Wolfgang Rosen-
stiel: Fast Falsification Based on Symbolic Bounded
Property Checking, 4th Design Automation Conference
(DAC 2006), Moscone Center, California, USA, July

24 - 28, 2006.

[6] Stefan L&mmermann, Roland J. Weiss, Jurgen Ruf,
Thomas Kropf, und Wolfgang Rosenstiel: Automatic
Generation of Verification Properties for SoC Design
from SysML-Diagrams, 3rd International UML for SoC
Design Workshop at DAC'06, San Francisco California,
USA, July 23, 2006.

[7] Stefan Laemmermann, Alexander Pacholik, Roland
Weiss, Juergen Ruf, Thomas Kropf, Wolfgang Rosen-
stiel, Wolfgang Fengler: A Verification Framework for
System on Chip Development, HLDVT, Hyatt Regency
Monterey, Monterey, California, 2006.

* Einreichungstermine fiir neue Projekte
www.edacentrum.de/projekttermine

Die Termine fir die Einreichung zur Steuerungsgremi-
umssitzung am 15. November 2006 in Berlin sind:

» Anmeldung einer Einreichung bis: 03.10.2006
» Abgabe der ersten Version bis: 17.10.2006
» Abgabe der letzten Version bis: 31.10.2006

Bitte berlcksichtigen Sie bei der Einreichung nicht nur
die Einreichungstermine, sondern unbedingt auch die
Vorgaben bzgl. des Umfangs. Projektskizzen dirfen
maximal einen Umfang von 16 Seiten, Vorhabenbe-
schreibungen einen Umfang von 50 Seiten haben. Bei
beiden Angaben sind Titelseite, Inhaltsverzeichnis und
Anhang nicht mit einberechnet.

Kont@kt: Dr. Cordula Hansen, fon: 0711-2807 336,

hansen@edacentrum.de

* ~Autoren-Kit” fiir den newsletter edacentrum
verfliigbar

www.edacentrum.de/newsletter -> Autoren

Seit Anfang August stehen Informationen und Hilfsmit-
tel fr alle Autorinnen und Autoren auf einer speziellen
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SAMS-Publikationen im ersten Halbjahr 2006
[1] Xiaoying Wang, Lars Hedrich: An Approach to

Topology Synthesis of Analog Circuits Using Hierar-
chical Blocks and Symbolic Analysis, Proc. of Asia and
South Pacific Design Automation Conference (ASP-
DAC), 2006.

[2] Kaiping Zeng, Sorin A. Huss: Structure Synthesis of
Analog and Mixed-Signal Circuits using Partition Tech-
niques, The 7th International Symposium on Quality
Electronic Design (ISQED), San Jose, CA, USA,

March 27-29, 200.

[3] S. Huss — Analog Circuit Synthesis: A Search
for the Holy Grail, IEEE International Symposium on
Circuits and Systems (ISCAS), Kos, Mai 2006 21-24,
2006.

[4] D. Mueller, G. Stehr, H. Graeb, U. Schlichtmann:
Fast evaluation of analog circuit structures by polyto-
pal approximations, |EEE International Symposium on
Circuits and Systems (ISCAS), Kos, Mai 2006 21-24,
2006.

Internetseite zur Verfigung. Dort gibt es unter ande-
rem ein , Autoren-Kit”, welches das Erstellen eines Bei-
trages flr den newsletter edacentrum erleichtert. (Pp)
Kont@kt: Ralf Popp, fon: 0511 762-19697,

popp@edacentrum.de

LEAN

* Join the Course ,Leakage Aware Design for
Next Generation’s SoCs”
www.edacentrum.de/low-power

In advance of ISLPEDOG6 the course , Leakage Aware
Design for Next Generation’'s SoCs"” takes place on
October 2nd 2006 near Munich. This course is a one
day edition of a series of “Leakage Aware Design for
Next Generation's SoCs" courses and workshops in
Europe. The course will have a strong focus on the
foundations of leakage estimation and optimization but
presents also practical design techniques, a case study
and a tool demo to design the next generation of low-
power nanoelectronic systems.

Kont@kt: Dr Andreas Vorg, fon: 0511 762-19686,

voerg@edacentrum.de

[5] R.Jancke, P. Schwarz: Supporting Analog Syn-
thesis by Abstracting Circuit Behavior Using a Mode-
ling Methodology, IEEE International Symposium on
Circuits and Systems (ISCAS), Kos, Mai 2006 21-24,
20086.

[6] Xiaoying Wang, Lars Hedrich: Hierarchical Explo-
ration and Selection of Transistor-Topologies for Ana-
log Circuit Design, IEEE International Symposium on
Circuits and Systems (ISCAS), Kos, Mai 2006 21-24,
20086.

[7] Kaiping Zeng, Sorin A. Huss, Architecture Refine-
ments by Code Refactoring of Behavioral VHDL-AMS
Models, IEEE International Symposium on Circuits and
Systems (ISCAS), Kos, Mai 2006 21-24, 2006.

Vollstédndige Listen der Publikationen der Clusterfor-
schungsprojekte FEST und SAMS befinden sich im
edaAtlas in der Rubrik “Projekt”. Hier finden sich auch
Informationen zu den SW-Prototypen. Die Seiten fin-
den Sie hier: www.edacentrum.de/edaatlas

Einige Publikationen kénnen in einem geschitzten
Bereich von der Homepage der Projekte heruntergela-
den werden. Die Seiten finden Sie unter
www.edacentrum.de/projekte/edaclusterforschung/

* Mitgliederversammlung verschoben
www.edacentrum.de/aktuell

Aufgrund der Verschiebung der Sitzung des Auf-
sichtsrates und des 5-Jahre-Jubildums haben wir uns
entschlossen, die diesjahrige — und inzwischen flinfte
— Mitgliederversammlung des edacentrum zu ver-
schieben. Neuer Termin ist Mittwoch, der 15.11.2006,
zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Vorfeld des
edaForumO06 in Berlin. Alle Mitglieder sind herzlich zur
Teilnahme eingeladen! Der Vorstand des edacentrum
e.V. und die Geschéftsfiihrung der edacentrum GmbH
werden berichten. Bei dieser Gelegenheit besteht
auRerdem die Moglichkeit den ,edaWein05" zu pro-
bieren (s. Editorial).

Darlber hinaus planen wir eine kleine Uberraschung
fur alle Anwesenden. Seien Sie gespannt! Eine Einla-
dung mit der Agenda wird rechzeitig auf den Postweg
gebracht werden. (Pp)

Kont@kt: Maren Sperber, fon: 0511 762-19699,

info@edacentrum.de

Kont@kt (Clusterforschung):
Dr. Volker Schober

fon: 0511 762-19688
schoeber@edacentrum.de
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Weitere Informationen und
den vollstandigen Bericht
vom Ekompass-Workshop
2006 finden sich auch im
Internet unter
www.edacentrum.de/

ekompass/workshop/.

Kont@kt:

Dr. Dieter Treytnar

+49 511 762 - 19687
treytnar@edacentrum.de

Eingeladene Vortrage auf dem Ekompass-\Workshop

Zusammenfassungen von Kurt Liebermann (KL), Dieter Treytnar (Tr) und Andreas Vorg (AV)

Dr. Reinhard Ploss, Senior Vice President Automotive,

Industrial & Multimarket, Infineon

~Innovationsmotor Automobil- und
Industrieelektronik”

Als eingeladener Referent sprach Dr. Reinhard Ploss,
Senior Vice President Automotive, Industrial & Mul-
timarket, Infineon, zum Thema ,, Innovationsmotor
Automobil- und Industrieelektronik”. In seinem Vortrag,
der von den Teilnehmern des Workshops mit Spannung
und mit groRem Interesse verfolgt wurde, zeigte Ploss
eine Vision fir notwendige technische Entwicklungen
im Zeitraum bis 2010 auf.

Abbildung E.O1: Dr. Reinhard Ploss, bei seinem Vortrag auf dem
Ekompass-Workshop 2006

Der Vortrag war Ubersichtlich in vier Teile aufgeteilt.
Zunachst wurden anhand globaler Trends die Randbe-
dingungen geklart, welche die Triebfeder flr Innovati-
onen in den néchsten Jahren darstellen. AnschlieRend
ging Ploss ausfihrlich auf den Automotive-Sektor ein,
wobei der Schwerpunkt auf Entwicklungen im Bereich
der Fahrzeug-Sicherheit und der Energieeinsparung
lag. Im darauf folgenden Abschnitt Gber zukinftige
Lésungen im industriellen Bereich war die Einsparung
von Energie erneut ein Kernthema. Im letzten Teil des
Vortrages gab es noch einen kurzen Beitrag zur gesi-
cherten Datenverarbeitung.

Globale Trends

Ploss zeigte zunachst einige globale Trends in unserer
Gesellschaft auf und leitete daraus ein weiteres Inno-
vationspotential fir die Elektronikbranche ab. Er nan-
nte hierzu an erster Stelle den globalen Anspruch an
die Mobilitat. Diese kdnne bei weltweit wachsendem
Fahrzeugaufkommen und gleichzeitig steigenden Ener-
giekosten nur durch verbesserte Fahrzeugsicherheit und
konsequente Energiespar-Malinahmen gewahrleistet
werden. Da Verbraucher jedoch nicht an Einschrankun-
gen, sondern eher an Ausweitungen ihrer Bedirfnisse

interessiert seien, misse die geforderte Qualitat so real-
isiert werden, dass sie auch bezahlbar ist. So bestehen
schon heute kraftstoffreduzierende Motorsteuerungen
und Lésungen zur aktiven Fahrzeugsicherheit aus ele-
ktronisch unterstitzten Komponenten. Den Aspekt des
Energieverbrauches weitete Ploss aus. Bei steigenden
Energiepreisen und einer wachsenden Zahl von Ver-
brauchern seien effiziente und erschwingliche Lésungen
flr den Energietransport genauso gefragt wie Lésun-
gen, die den Energieverbrauch drastisch senken. Beides
seien fraglos Aufgaben fir die Elektronikindustrie.
AbschlieRend wurde die Datensicherheit angesprochen,
die sich sowohl auf den weltweit stark wachsenden
Bereich Chipkarten als auch auf ,, Internet-Security”
bezieht. Laut Ploss wird der Bedarf in diesen Sektoren
weltweit steigen, wobei er Europa bei der zugehdrigen
Technologie gegenliber den USA und Asien mindestens
als ebenblrtig und teilweise fihrend ansieht.

Bereich Automotive

Laut Ploss werden bis 2010 etwa 90 % der innovativen
Lésungen in der Autoindustrie auf Elektronik basieren.
Schon heute sind vielféltige elektronische Systeme
eingeflihrt, so z.B. ABS, ESP, Navigationssysteme

oder neuerdings die elektronische Lenkunterstitzung,
welche die herkémmliche hydraulische Servolenkung
ablosen werde. Bei allen diesen Systemen bestehen
hohe Anforderungen an die Zuverlassigkeit, die z.B. bei
Bremssystemen mit den Sicherheitsanforderungen bei
Atomkraftwerken vergleichbar seien. Eine besondere
Herausforderung stellen nach Ploss die Sicherheit-
skonzepte zukinftiger Automobile dar, die mit verteilten
elektronischen Systemen zu realisieren seien und
deterministisch zuverlassig zusammenarbeiten missen.
Ploss meinte, dass dann mit zu 80 in einem Automobil
verteilten Prozessoren gerechnet werden muss.

Ploss fuhr fort, dass die Anzahl sicherheitsrelevanter
und lebensrettender Systeme in Automobilen in den
letzten Jahren gestiegen sei und weiter ansteigen
werde. Beispielhaft dafir nannte er Systeme flr den
FuRgangerschutz, Radarsysteme fir die Abstandsmes-
sung und —warnung, Kamerasysteme zum Erkennen
und Reagieren auf Objekte oder auch Nachtsichtsys-
teme. Viele dieser Systeme mussten miteinander
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kooperieren, wobei die Sensorfusion hierbei sicherlich
ein interessantes Thema sei .

Ein weiteres wichtiges Gebiet fur Innovationen mit
Elektronik liegt laut Ploss in der Motorsteuerung von
Hybridfahrzeugen, fir die eine rasante Entwicklung vor
allem in Asien und den USA eingesetzt habe. Fir diese
Regionen werde erwartet, dass im Jahr 2010 schon tber
10 % aller Fahrzeuge Uber hybride Antriebe verflgten.
Motorsteuerungen bei Hybridfahrzeugen sind komplexe
Systeme, die einen weichen Ubergang bei Ab-, Zu- und
Umschalten des Verbrennungsmotors ermaoglichen sol-
len. Eine solche Motorsteuerung werde in Zukunft mit
32- oder gar 64-bit Prozessoren realisiert werden.

Ploss berichtete, dass die Kosten fir elektronische Sys-
teme in Automobilen im weltweiten Durchschnitt heute
bei 250 $ pro Fahrzeug liegen und bis zum Jahr 2010
auf ca. 320 $ ansteigen wiirden, wobei bei Hybrid-
fahrzeugen noch mit 250 $ zusétzlich zu rechnen sei.
Dabei erwarte man fir die Elektronik eine ausfallfreie
Betriebsdauer von 13 — 15 Jahren. Ein deutlicher Trend
zeichne sich bei der Erwartung an den Preis eines
Fahrzeugs ab, insbesondere in Niedriglohnlandern:
Fahrzeuge, die heute noch 50.000 € kosteten, sollten
im Jahr 2010 fir 10.000 € verflgbar sein, wobei eine
zeitgemal vollstandige Ausstattung und die gleiche
Zuverlassigkeit erwartet werde.

Was Innovationen bei Halbleitern angehe, so Ploss, sei
Europa heute die dominierende Region, gefolgt von
den USA und China. Eine enorme Entwicklung vollziehe
sich auch in Korea.

Bereich Industrial

Ploss fuhr fort, dass die elektrische Energie im Jahr
2010 einen Anteil von 40 % am gesamten Energiever-
brauch haben werde. Davon wiirden 55 % flr Motoren,
21 % fir Licht und bemerkenswerte 10 % fir das
Internet verbraucht werden. Flir Powermanagement
bestehe daher ebenfalls weltweit ein grof3er Innova-
tionsbedarf. Nach Berechnungen aus den USA kon-
nten im Jahre 2010 ca. 30 % des Energieverbrauches
dadurch eingespart werden, dass innovative elektro-
nische Systeme eingeflihrt werden. Dies entspricht
einem Aquivalent von 60 Atomkraftwerken. Potential
zur Energieeinsparung liege im wesentlichen in der
Abschaltung unnétig laufender Systeme wie z.B. den
Umwaélzpumpen von Heizungen die teilweise permanent
arbeiten, ohne dass dafir Bedarf bestehe. Ein weiteres
Beispiel sei die Regelung von Kihlschranken und ein
gezieltes Abschalten von Gerdten mit Standby-Betrieb.

Als aktuelles Beispiel fur eine effiziente Energiespar-
I6sung nannte Ploss einen Marktrenner in Asien, den
elektrischern Reiskocher auf Basis eines Induktion-
sherdes, der 90 % seiner Energie zum Kochen nutze
—im Gegensatz zu 50% bei herkdmmlichen Herden.
Eine der Losungen von morgen sei auch die intelligente
Beleuchtung, die 85% Ersparnis durch eine vom Tag-

eslicht abhéngige Dimmung erreiche. Ploss bilanzierte,
dass die Lésungen der Zukunft in der Erfillung der
Anforderung ,,Mehr Komfort bei weniger Energiever-
brauch” lagen.

Bereich Secure Data Processing

Der hoch interessante Bereich der Datensicherheit
wurde nur noch kurz angesprochen, da die Zeit fir den
Vortrag schon sehr fortgeschritten war. Auch in diesem
Bereich gebe es fir die Zukunft ein grofRes Potential
fUr Innovationen, wobei Europa bei der Nutzung der
Elektronik bzw. elektronischer Systeme, auch was das
Internet angeht, fihrend sei. Als Stichworte dazu fihrte
Ploss Smart Cards, den elektronischen Pass oder die
Geldkarte im Handy sowie , Trusted-Computing” fir
die vernetzte (Internet-) Gesellschaft an. (KL)

Prof. Dr. Paolo Lugli, Technische Universitat Minchen
«Innovative Bauelemente, Schaltungen und
Architekturen der Nanoelektronik”

Wieder einmal zeigte sich, dass eingeladene Vortrage
eine echte Bereicherung des Ekompass-Workshops
sind. Gerade der Vortrag von Professor Dr. Paolo Lugli
von der TU Miinchen bewies, dass es auch fir Chipde-
signer interessant und wichtig ist, sich Gber zuklnftige
Herausforderungen und Maoglichkeiten des technolo-
gisch Machbaren zu informieren.

Abbildung E.02: Professor Dr. Paolo Lugli bei seinem Vortrag auf dem
Ekompass-Workshop 2006

Professor Lugli erwartet schon im Jahr 2007 den
ersten Mikroprozessor mit mehr als einer Milliarde
Transistoren in einem 45 nm Prozess. Die physika-
lische Gateldnge der in dieser Technologie gefertig-
ten Transistoren betrage dann nur noch 20 nm. Aber
Lugli blickte in seinem Vortrag noch etliche Jahre
weiter.

Waéhrend aktuell ,,normale” CMOS-Bulk-Technologie
oder SOl angewendet wird, sei in 10 Jahren damit zu
rechnen, dass die Transistoren in sogenannten vertika-
len Gate-Strukturen, aufgebaut sind. Die Forschung im
Bereich der Anwendung von Nanordhren (Nanotubes)
ist im vollen Gange und schon im Jahr 2004 war es Infi-
neon gelungen, den kleinsten Nanotube-Transistor mit
18 nm Gatelédnge herzustellen

Nanotubes sind Roéhren, deren Durchmesser kleiner
als 100 Nanometer ist. Damit sind sie mehr als 10.000
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Aktuelle Informationen
zum edaWorkshop 2007
erhalten Sie in Kirze unter
www.edacentrum.de/
edaworkshop.

mal diinner als ein menschliches Haar. Mit Hilfe dieser
Réhren lassen sich winzige Verbindungsstrukturen,
Feldeffekt-Transistoren oder Speicher herstellen. Koh-
lenstoff-Nanoréhren verhalten sich wie ideale p-dotierte
Drahte. Die Gate-Spannung moduliert die Transmission
von Lochern, die vom Source-Kontakt injiziert werden.
Die effektive Ldnge des sogenannten undotierten Sil-
izium-Nanowires kann durch die Ni-Diffusion entlang
des Drahtes kontrolliert werden. Dass dies aber noch
nicht das Ende der Verkleinerung ist zeigte Lugli, als er
von Molekularschaltern und Single-Elektronen sprach,
die in ca. 35 Jahren einsatzbereit sein sollten. Die Mole-
kular-Elektronik wird schon erfolgreich in der Solarener-
gie, bei Displays, Sensoren, Detektoren oder Antennen
eingesetzt. Anhand von Messergebnissen belegte er,
dass die organische Molekular-Schaltertechnik sich im
Kennlinienverlauf nicht vom Standard-CMOS-Transis-
torschaltern unterscheidet. So sei es z.B. auch mdglich,
einen Transistor vollstandig aus Plastik herzustellen.
Trotz der Vorteile eines niedrigen Energieverbrauchs und
der universellen Einsatztechniken seien die Nachteile
immer noch die geringe Effizienz und die kurze Lebens-
dauer dieser organischen Materialien. Flr die Zukunft
sieht Lugli Anwendungen in der RFID-Technik, bei flexi-
blen Displays oder auch in der Unterhaltungselektronik.

Noch weiter in die Zukunft blickte er, als er die , Ele-
ktronik mit einzelnen Molekilen” vorstellte. Molekile
seien als elektronische Bauteile besonders pradestini-
ert, da sie zum Einen um Grofsenordungen kleiner als
herkémmliche Bauelemente sind und zum Anderen
einheitlich in grofder Zahl produziert werden konnen.
Weiterhin definiert die molekulare Struktur die elekt-
ronischen Eigenschaften des Moleklils, so dass sich
eine elektronische Funktion durch Molekul-Design
und -Synthese mafRschneidern lasst. Alle identischen
Molekdile besitzen vollstandig dieselben Eigenschaften.
Schliel3lich besteht die Chance der Selbstorganisation
von Molekilen, wodurch auch grofdere Molekilein-
heiten gezielt an Oberflachen ausgerichtet werden
kédnnen. So lassen sich aus Molekulketten komplette
logische Gatter aufbauen. Als Lugli Benzol als gee-
ignetes Molekll zum Aufbau dieser Molekdilgatter
nannte, kam allerdings schmunzelnd der Kommentar
,Benzin ist zu teuer” aus dem Publikum.

Die Zuhorer im Saal lauschten gespannt der Darstellung
scheinbar unendlicher Méglichkeiten der Nanotech-
nologie. Ob allerdings jemals ein EDA-Tool die Uber
Coulomb-Kréafte arbeitenden Transistoren im Prozess
berlcksichtigen kann, ist aufgrund der in den anderen
Projekten aufgezeigten heutigen Probleme zumindest
weit entfernte Zukunftsmusik. (Tr)

Prof. Dr. Christoph Grimm, Universitat Hannover

Vortrag zum Thema Standardisierung:

~SystemC - Erweiterungen zur Modellierung und
Simulation von Mixed-Signal-Systemen”

Prof. Dr. Christoph Grimm von der Universitat Hannover
gab in seinem Vortrag einen interessanten Einblick in

die Moglichkeiten und den Status der Standardisierung
von SystemC-AMS. Das Hauptanliegen von SystemC-
AMS ist die schnelle Gesamtsystemsimulation von
Analog-Mixed-Signal- (AMS-) Systemen auf hoher
Abstraktionsebene (Systemebene). Durch SystemC-
AMS wird erstmals die gemeinsame Modellierung

und Simulation von Hardware, Software, digitalen und
analogen Teilsystemen als Gesamtsystem ermaogli-
cht. Die hohe Simulationsgeschwindigkeit wird unter
anderem durch die Moglichkeit erreicht, Verhalten

u.a. in verschiedenen Berechnungsmodellen (models
of computation) beschreiben und mit spezialisierten
Simulatoren simulieren zu kdnnen. Am Beispiel der
A/D-Schnittstellenmodellierung erlduterte Grimm, wie
die ansonsten in Schaltungssimulatoren sehr genaue,
aber langsam ablaufende Simulation in SystemC-AMS
beschleunigt wird. Die Beschleunigung wird durch eine
einfachere Abtastung erreicht, die auf Systemebene
vollig ausreichend ist. Dariber hinaus wird die Schnitts-
telle zwischen zeitkontinuierlichen und diskreten Mod-
ellen bewusst einfach modelliert, was ebenfalls zur
hohen Simulationsperformance beitrdgt. Wenn eine
genauere Simulation der Schnittstelle erforderlich ist,
muss dies explizit im Modell beschrieben werden. Am

|'L! || .
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Abbildung E.03: Professor Dr. Christoph Grimm bei seinem Vortrag
auf dem Ekompass-Workshop 2006

Beispiel einer ECU-Modellierung zeigte Grimm, wie mit
wenigen Zeilen Code in wenigen Stunden ein erstes
Simulationsmodell bereitgestellt werden kann. Dieses
Modell dient zunachst als ausflihrbare Spezifikation und
wird Uber mehrere Verfeinerungsschritte zunachst zum
berechnungsgenauen (u. a. bitgenauen) Modell, dann
zum interfacegenauen Modell erweitert und ermdgli-
cht die Gesamtsystemoptimierung, -verifikation und
-integration. Grimm schloss seinen Vortrag mit einem
Bericht zum Status der Standardisierungsbemuahungen,
die im Mai 2006 zur Entstehung einer vollwertigen
OSCI-Working-Group geflihrt haben. Die nachsten
Standardisierungsarbeiten werden sich mit der Verifika-
tionsmethodik fir Mixed-Signal-Systeme beschaftigen.
Ziel ist, die Anzahl der erforderlichen Simulationslaufe
deutlich zu reduzieren. Hierzu sind Analyseverfahren
erforderlich, die Uber Transientensimulation und
Monte-Carlo-Verfahren hinausgehen. Der IP-Schutz
und die Unterstltzung von Regression-Tests werden
ebenfalls in diesem Zusammenhang angegangen. (AV)
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Projektkoordination

Unser Service — Ihr Nutzen

Unterstiitzung bei der Initiierung
und Durchfithrung von Ekompass - Projekten

» Beratung rund um Beantragung und Durchfiihrung lhres Projektes

» Zusendung von Vorlagen zur Erstellung lhrer Projektskizze und Vorhabenbeschreibung
» Lektorat Ihrer Projektskizze und Vorhabenbeschreibung zur Qualitatssicherung

» Unterstltzung beim Aufsetzen Ihres Projektes (Change Requests, Risikomanagement)
» Betreuung und Moderation des Review-Prozesses

» Organisation des jahrlichen edaWorkshops
fUr lhre Projektprasentation gegentber dem Fordergeber

Veroffentlichung Ihrer Projektberichte im ,, newsletter edacentrum”

» Zusendung des quartalsweise erscheinenden ,newsletter edacentrum”

» Zusendung des jahrlichen DAC-Trendberichts

» Hosting Ihrer Projekt-Internetseiten

» Darstellung lhres Projektes auf dem Webportal des edacentrum

» Nutzung des edaKalender fur Informationen zu Veranstaltungen rund um EDA

Sicherung einer
dauerhaften Férderung von
EDA - Forschungsprojekten

» Initiierung und Durchfihrung projektibergreifender
Kooperationsworkshops zu aktuellen Forschungs-
themen

» Durchfiihrung von Offentlichkeitsarbeit fir EDA-

Zgﬂg Forderprogramme

» \Veranstaltung des jahrlichen edaForum als Kom-
munikationsplattform fir Budget-Verantwortliche

201 0 » Redaktion und Herausgabe des EDA-Forschungs-
themenpapiers ,,eDesign” fur Deutschland

» Lobbyarbeit zur langfristigen Sicherung
von EDA-Férderung

Nutzung der
EDA-Clusterforschung Ergebnisse

» Initiierung und Koordination der EDA-
Clusterforschungsprojekte

» Ermaglichung einer ,, Projektbegleitung”
Liebe Projektpartner, als assoziierter Partner

» Zugriff auf alle Ergebnisse der
bei neuen Projektpartnern, mit denen wir zuvor noch EDA-Clusterforschungsprojekte
nicht zusammengearbeitet haben, kommt die Frage
nattrlich als erstes: ,Welche Leistungen bietet uns
das edacentrum flr das Geld, das wir im Rahmen

der Aufwendungsvereinbarung zahlen?” Bei Projekt- senden wir lhnen diesen auch gerne als pdf-Doku-
partnern, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, ment zu. Im Zweifelsfall gilt, haben Sie eine Frage oder
ist eher manchmal Uberraschung die Reaktion: ,Ich bendtigen Sie etwas, rufen Sie bei uns an. Es wird sich
wusste nicht, dass wir diese Leistungen bei Ihnen ein Weg finden.

abrufen kénnen.” Aus diesem Grund haben wir einen

Flyer erstellt, auf dem unsere Leistungen in der Pro- Mit freundlichen GriRen
jektkoordination fur Sie zusammenfassend dargestellt

sind. Sie finden den Flyer hier abgedruckt, auf Wunsch Ihre Cordula Hansen
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As the four events before,
the edaForum06 brings
together decision makers
from industry and top-rated
speakers from all over the
world. It is organized by the

edacentrum as part of its
mission to overcome the
design gap by collaborative
actions of system and
semiconductor companies,
EDA vendors and research
institutes.
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Join edaForum06, November 16-17 in Berlin!

The edacentrum cordially invites you to the fifth edaForum offering lots of opportunities in a relaxed atmosphere!

At the 65 nm node Moore's Law has driven us to logic
chips with 1 billion transistors operating at a clock fre-
quency of 5 GHz. The design of these chips requires

a kind of squaring of the circle: In order to guarantee
time-to-market, function, yield and robustness, an
extended use of higher abstraction levels and, at the
same time, a more detailed analysis of electrical and
physical behavior is necessary.

Do we have to change our design methodologies in
order to solve this contradiction between system and
silicon design? Can we or do we have to convey the
laws of large numbers of transistors to the design and
how does this affect the higher abstraction levels?
What alternatives to CMOS do we have when Moore's
Law is no longer applicable?

Beyond these new technical challenges the economic
progress demands new partnerships and strategic
alliances. Are we able to draw a line between chip and
system business or should we rather consider one
being part of the other, so that system vendors directly
design and manufacture their own chips? Will we see
an increase in software as well as in hardware from

General Keynote
November 16, 2006, 1:30 — 2:30 pm

Aldo Romano
President & CEO,
ST Microelectronics S.r.l

“The Innovation Process in the
Semiconductor Industry: The
Example of ST Microelectronics”

The presentation describes the strong need of the semi-
conductor industry to continuously innovate. Taking the
example of the history of ST Microelectronics the need
of a new approach to innovation analyzing all the aspects
of the process is described. The analysis starts with the
considerations of the key prerequisites of the semicon-
ductor industry to lead the innovation process: the basic
silicon technology, the geographical global presence

and the manufacturing machine. Then the need of a
new approach to the market is considered, analyzing the
vital role of the strategic alliances as a winning business
model. At the end, considering different examples and
different applications, it is analyzed how a modern semi-
conductor industry must change its business model:
from customer centric to application centric. The differ-
ent challenges of this cultural change are considered and
the possible answers to the new market requirements
are addressed drawing how the semiconductor industry
must move in the future to successfully innovate.

the same manufacturer? Does the fabless model hold
under the DfM regime? Do we also have to change the
development process? What does that mean for the
EDA industry? What is the reality of the EDA compa-
nies, the economics of large companies versus small,
the financial and technical impact of the innovation/
acquisition cycle within EDA?

If you are interested in finding answers to all of these
questions, you should attend the edaForum, especially
this year. After four successful events the concept of
the edaForum has proven its value. Whereas most
workshops are purely technical, edaForum addresses
business-related problems as well, in order to con-
stantly optimize the return on EDA investment.

Bring your special problem to the edaForum and meet
with outstanding experts. Discuss with us the chances
and possibilities of EDA. The edacentrum cordially
invites you to the edaForumO06, offering lots of opportu-
nities in a relaxed atmosphere.

| hope to see you all in Berlin.

Wolfgang Rosenstiel, Chairman edacentrum

Friday Keynote
November 17, 2006, 9:00 — 10:00 am

Moshe Gavrielov

Executive Vice President and Gen-
eral Manager Verification Division
Cadence Design Systems, Inc.

“System Verification: THE Enter-
prise Level Development Problem”

With the evolution of System within Systems, there
has been a lot of talk about the importance of ESL
tools for system modeling and early embedded soft-
ware development. It is true that these areas are
important. However, in order for new approaches to
deliver the real results for project teams, they must
be integrated into the broader enterprise wide proc-
ess that starts with specification and verification
planning, includes block and chip level development
and verification, and ultimately full system validation
and closure. This process involves multiple special-
ists, including the systems, software, logic design,
verification, and system validation engineers, and the
project and verification managers that must drive and
orchestrate the enterprise wide process to closure.
The presentation will describe how companies need
to completely re-think and re-engineer their develop-
ment and verification management approach with an
enterprise wide view.



Business Session 1, November 16, 2006, 2:30 pm - 5:10 pm
“The Times They are a-Changin

"

- Chip Business is System Business
Take the famous hymn for a change of spirit as a reminder for the shift from chip to system business.
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Christian Wolff Joachim Kunkel Gerd Teepe
Senior Vice President, Vice President Director Dresden
Communications Business Group, of Engineering, Design Center,
General Manager Wireline Solutions Group Advanced Micro Devices
Access Business Unit, Synopsys, Inc.

Infineon Technologies AG
Location

Steigenberger Hotel Berlin
“Nothing else Matters” - Reliable Systems Don’t Come for Free Los-Angeles-Platz 1

As dimensions shrink and complexity grows, the need for reliability is evident. But nothing is for free. That's the DI10789 Berlin

. Germany
only thing that matters. Phone: +49 30 2127-0

Fax: +49 30 2127-117
See also: www.berlin.stei-
genberger.de

Technical Session 1, November 16, 2006, 2:30 pm - 5:10 pm

Stefan Lottholz Georg Georgakos Michael Miiller
Director Automotive Electronics, Principal Advanced Circuits IBM Systems and
Business Unit Occupant Safety, Infineon Technologies AG Technology Group,

Quality Management IBM Deutschland
Robert Bosch GmbH Entwicklung GmbH

Business Session 2, November 17, 2006, 10:00 am - 1:15 pm

“With a Little Help from my Friends” - Leadership Means Partnership Program edaForum06

Nowadays global, diverse and complex businesses demand for partnership, of course. So think about, if a little The program has

help only of friends is sufficient for taking the leadership. been sent out in mid-
September. If you didn’t
get one, just order it at
edaforum@edacentrum.de.

Barry Dennington Thomas Harms Wayne Howell Sean Redmond

Senior Vice President, Director Alliance Management, Vice President Design Vice President,

CTO/SoC Design Technology, Base Technologies & Services, and Engineering, Cadence Design

Philips Semiconductors/ Communication Solutions, IBM Systems and Systems, EMEA
Infineon Technologies AG Technology Group

Technical Session 2:, November 17, 2006, 10:00 am - 1:15 pm

“The Show Must Go On”- New Technologies beyond CMOS

After the tremendous success of CMOS, its impact burns out. As the show must go on, there must be a succes-
sor, whatever it will be.

For recent Information about
edaForum06 see
www.edacentrum.de/edaforum

Cont@ct
edacentrum
Paolo Lugli Johannes Windeln Henning Riechert Wolfgang Porod Ms. Maren Sperber
Professor at the Institute for Manager Technology Senior Principal Scientist for Professor at the Center for fon: +49 511 762-19699
Nanoelectronics Center EMEA Materials Research Nano Science and Technology .
Technical University Munich IBM Integrated Supply Chain Qimonda AG University of Notre Dame, o +49 ST 762719695
Management (ISC) Indiana, USA edaforum@edacentrum.de
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Kont@kt:

Dr. Dieter Treytnar und
Ralf Popp, trendbericht@
edacentrum.de

Den ausfuhrlichen
Trendbericht erhalten
Mitglieder und Projektpartner
Anfang Oktober per E-Mail
zugestellt.

Think like a fish!

Der Hitze entflohen — Eindriicke von der DAC 2006 in San Francisco

Die europaischen Besucher der diesjahrigen DAC
konnten sich freuen. Endlich der Hitzewelle entfliehen
und sich im kihlen Kalifornien erholen! Nachdem

am Wochenende vor der DAC ein fir San Francisco
vollig untypisches Wetter mit fast 30 °C herrschte,
genossen die meisten Konferenzbesucher die kiihleren
Temperaturen, die sich rechtzeitig zu Wochenbeginn

in der Stadt einstellten. Allerdings war es zum Ende
der Woche im Moscone-Center trotz wie immer auf
Hochtouren arbeitender Klimaanlagen warmer als
drauRen! Nicht nur das — wer die Warnungen Uber Bord
geworfen und seinen Pulli zu Hause gelassen hatte,
wurde spatestens am Abend der DAC-Party auf dem
Baseballfeld des AT&T Ballpark bitter bestraft: Der
schneidende Wind und Temperaturen unter 20 Grad

in den Abendstunden flhrten dazu, dass die eingefan-
gene Erkéaltung nicht immer auf die amerikanischen Kli-
maanlagen zurlickzuflhren war. Als sich die EDA-Welt
auf San Francisco konzentrierte, wollte scheinbar die
tiefsitzende Wolkendecke nicht zurlickstehen, und hielt
sich wie ein Wattebausch ausschlieRlich tUber der Bay.

Die Organisation der DAC, dieses Jahr mit einem
Besucherrekord von 11000 Personen, klappte wieder
wie am Schnirchen. Und wahrend drinnen noch die
letzten ,,Cabels” verlegt und draufzen am selbigen die
,Cars" die Berge hinaufgezogen wurden, eréffnete
Joe Costello mit einem Paukenschlag die Woche:
,Think like a fish!” So lautet nicht nur das Motto der
Seeldwen am Pier 39 von Fisherman’s Wharf. Fische
schwimmen nicht immer geradeaus — sondern lassen
sich durch Meeresbewegungen treiben, aber reagie-
ren auch auf andere hungrige Fische, von denen sie
teilweise auch gefressen werden. Costello stellte in
seiner schon fast kabarettistischen Art die Entwick-
lung zweier ungleicher Projekte vor: Das Iridium-
Mobiltelefon und der iPod von Apple. Beim Iridium
wurde aus technischer Sicht alles richtig gemacht:

Es wurde vor Produktentwicklung eine Marktanalyse
durchgeflhrt, aus der sich die Notwendigkeit eines
Mobiltelefons ergab. Das Projekt wurde gestartet und
erfolgreich beendet. Es wurde nicht teurer als geplant,
verbrauchte nicht mehr Ressourcen und war nach der
vorhergesagten Projektlaufzeit marktreif. Nur leider
hatte sich der Markt wie der Wind um den Coit-Tower
gedreht. Niemand wollte mehr ein unhandliches
Telefon! — Bei Apple wollte zundchst niemand den
iPod — und erst, als MP3 in aller Munde war, sprang
Apple auf den Zug auf. Und nicht nur das: durch den
Aufbau von iTunes wurde gleich noch eine Plattform
geschaffen, die den Verkauf des iPod mit anzukurbeln
begann. ,You have to understand your target market”,
so Costello, und dies kdnne nur erreicht werden,

wenn zuklnftig nicht nur die technische Seite eines
Projektes simuliert werde, sondern das gesamte Oko-
system, in dem sich dieses Projekt befindet, ebenfalls.
Es reiche nicht aus, sich auf Alcatraz zu verstecken
und sein Projekt zu beenden, sondern man muisse auf
die Wellenbewegungen des Marktes reagieren — bes-
ser noch: diese vorher simulieren. Notfalls werde ein
Projekt eben vom Markt gefressen. , Feed the winners
— starve the loosers” klingt zwar unsozial — aber nur
dieser Weg fuhre zum Erfolg.

Die meisten Zuhorer hatten anschlieRend den Nach-
mittag Zeit zum Uben und sich im riesigen Moscone-
Center zurechtzufinden. Bedingt durch die rdumliche
Anordnung, erwies sich der Weg vom DAC-Pavilion
(am Ende der North-Hall) bis zu den Raumen der Panel-
und Technical-Sessions (im ObergeschoR der South
Hall) als sehr zeitaufwéndig: Um annéhernd alles mit-
zubekommen wurde es ein Jogging ahnlich dem derer,
die auf dem Coastal Trail an der Golden Gate Bridge zu
Hause sind. Wurde in den Morgen- oder Mittagsstun-
den gar eine Paneldiskussion im riesigen Marriott-Hotel
besucht, mussten weniger Gelibte schon im Yerba-
Buena-Garden eine Pause einlegen.

Das edacentrum war in den meisten Panel-Diskussi-
onen zugegen, und wird darlber ausflhrlich berichten.
Einige edacentrum-Mitglieder hatten Stédnde in der
Ausstellung aufgebaut, die allesamt erfreulichen Zulauf
hatten. Neben der Keynote von Joe Costello wurden
zwei weitere Keynotes, von Hans Stork am Dienstag
und Allessandro Cremonesi am Donnerstag gegeben,
... doch auch dazu mehr im Trendbericht.

Neben Low-Power, DfM, ESL, Next-Generation-Mul-
timedia und Restrictive-Design-Rules ist sicherlich
Costellos , Think like a fish” das Thema dieser DAC.
Und wer dies noch nicht verstanden hat, der steige in
Gedanken an der Powell-Street in ein Cable Car ein. Es
bedarf einer treibenden Kraft, um Berge zu Uberwin-
den, wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt, der wird
keine Freude daran haben, wenn ihm eine Bahn entge-
genkommt. Mitfahren dirfen nur die, die eine Fahrkarte
haben und solange noch Platz ist. Wer zu spat kommt,
den bestraft das Leben — das wissen die Deutschen
auch schon langer. Klingeln gehért zum Geschaft — wer
nicht klingelt, wird nicht gehort. Alle Einflisse von
aulRen und jeder Querverkehr missen berlcksichtigt
werden, sonst wird das Ziel nicht erreicht. Und schlief3-
lich: Das Kabel der Bahnen lauft im Kreis — es gibt also
kein Ende — sondern nur neue Herausforderungen
wenn z.B. das Kabel etwas briichig geworden ist. Mehr
dazu lesen Sie im ausfihrlichen Trendbericht ...) (Tr)
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Firmen: channel-e, vom 16.9.2006

Investorengruppe kauft Freescale fiir

17,6 Mrd. US$

Das sogenannte Blackstone-Konsortium, bestehend
aus den Investment-Hausern Blackstone, Texas Pacific,
Permira, die Carlyle Group und Bain Capital, hat den
US-Amerikanischen Halbleiterhersteller Freescale fir
17,6 Mrd. US$ Gbernommen.

Firmen: EE Times, vom 12.9.2006

Infineon launches Kulim fab

Infineon Technologies opened its first Asia-based front-
end power fab located in Kulim Hi-Tech Park, Malaysia.

Firmen: Computerwoche, vom 8.9.2006

Chipfusion: X-FAB und 1st Silicon agieren unter
einem Dach

Die Fusion der beiden Chiphersteller unter dem Dach
der X-FAB Semiconductor Foundries ist seit dem 1.
September rechtskraftig. Ein Teil der weltweit rund
2200 Mitarbeiter der Gruppe sitzt im thlringischen
Erfurt.

Firmen: Golem.de, vom 31.8.2006

Nokia tibernimmt Anbieter von Routenplaner-Pro-
dukten

Mit der Ubernahme der gate5 AG steigt Nokia in den
Markt fur Routenplaner- und Navigationssoftware ein.
Klnftig wollen die Finnen entsprechende Losungen
anbieten. Diese werden dann wie gehabt fir eine Reihe
von Plattformen verflgbar sein.

Firmen: elektroniknet, vom 28.8.2006

Synopsys kauft Sigma-C

Mit der Ubernahme des deutschen EDA-Unterneh-
mens Sigma-C setzt Synopsys seine Design-for-
Manufacturing-Strategie konsequent fort.

Firmen: Heise Newsticker, vom 21.8.2006

Infineon liefert Chips fiir US-Reisepasse

Der Halbleiter-Konzern Infineon liefert kinftig Sicher-
heitschips flr US-Reisepésse. Infineon liefert unter
anderem auch Chips fur elektronische Reisepésse in
Deutschland. Der Konzern setzt grofRe Hoffnungen auf
das margenstarkere Geschaft mit Chips flr Karten und
Passe.

Firmen: EE Times Semi, vom 2.8.2006

Infineon joins ATE consortium

The Semiconductor Test Consortium (STC) announced
that Infineon Technologies AG has joined the organiza-
tion.

Firmen: Computerwoche, vom 14.6.2006

GrofR3e Chiphersteller wollen kiinftig gemeinsam
produzieren

Fujitsu, NEC Electronics, Renesas Technology und
Toshiba wollen zusammen arbeiten, um einen Stan-
dardprozess zur Chip-Herstellung in 45-Nanometer-
Technik zu definieren.

Forschung: Technology Review, vom 14.9.2006

Sonnenlicht aus der Deckenlampe

Flr mehr Stimmung und bessere Kauflaune: Faserop-
tische Kabel sollen Sonnenlicht auch in das dunkelste
Biro und den schummrigsten Laden bringen. Hybrid
Lighting heif3t die Idee, entstanden im Oak Ridge Natio-
nal Laboratory in Tennessee.

Forschung: Pressetext Business, vom 14.9.2006

50 Jahre: Die Festplatte feiert ihr Jubilaum

Am 13. September 1956 stellte IBM http://www.ibm.
com das erste Plattenspeichersystem der Welt vor, die
IBM 350. Ausgeliefert wurde sie zusammen mit dem
IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accoun-
ting and Control)-System. Die 350 war so grof wie

ein Kdhlschrank, wog eine Tonne und machte Larm,

so dass in deren Nahe nur mit Ohrenschutz gearbeitet
werden konnte.

Forschung: BMBF Newsletter, vom 13.9.2006

Bessere Karriereplanung fiir junge Forscherinnen
und Forscher

. Wir wollen dem wissenschaftlichen Nachwuchs in
Deutschland attraktive Arbeitsbedingungen bieten.
Daher hat die Bundesregierung das Befristungsrecht
fUr Arbeitsvertrage in der Wissenschaft reformiert”,
erklarte Bundesforschungsministerin Schavan.

Forschung: Financial Times, vom 12.9.2006

Deutschland verliert in der Uni-Ausbildung den
Anschluss

Das deutsche Bildungssystem ist im internationalen
Vergleich weiter zurlickgefallen. Das ist das Ergebnis
des neuen OECD-Bildungsberichts. Nur noch die Tsche-
chische Republik, Osterreich und die Tiirkei bilden mitt-
lerweile weniger Akademiker aus als Deutschland.

Forschung: Pressetext Business, vom 11.9.2006

PCRAM - Neue Speichergeneration steht vor der Tir
Der koreanische Elektronikhersteller Samsung hat
bekannt gegeben, dass man den ersten funktions-
tlchtigen Prototypen eines PCRAM-Bausteins entwi-
ckelt habe. PCRAM (Phase Change Random Access
Memory) soll innerhalb des ndchsten Jahrzehnts die

Die links zu den Quellen der
nachrichten finden Sie unter
www.edacentrum.de/newsletter
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heutzutage in Rechner eingesetzten , High Density
NOR Flash Chips” ersetzen.

Forschung: Netzzeitung.de, vom 1.9.2006

Nano-Bausteine aus dem Drucker

Die Nano-Technologie gilt als einer der grofsen Hoff-
nungstrager in Wissenschaft und Technik. Forschern
ist es jetzt gelungen, die winzigen Bausteine mit einem
Tintenstrahldrucker zu erzeugen.

Forschung: Technology Review, vom 24.8.2006

Der Billard-Transistor

Britische Wissenschaftler haben einen Transistor ent-
wickelt, der im Terahertz-Bereich schalten kann.

Forschung: Financial Times Deutschland, vom 24.7.2006
Origami fiir elektronische Bauteile

Mit Hilfe einer neuen Falttechnik ordnen sich kleinste
Teilchen ohne weiteres Zutun. Chiphersteller wollen
so zukunftig noch mehr Prozessleistung auf winzigem
Raum unterbringen.

Forschung: Financial Times Deutschland, vom 18.7.2006
Gigabyte auf groRer Fahrt

Auch in Autos wéchst der Speicherbedarf, dank Navi-
gationssystemen, digitaler Musik und Videos. Die
Hersteller von Festplatten wetteifern um ein neues
Einsatzgebiet fir ihre Produkte.

Forschung: EETimes, vom 18.7.2006

Report: Semi R&D spending exceeded $30B in
2005

Total R&D spending by semiconductor companies

exceeded $30 billion in 2005, up 10 percent from 2004,

according to a market research firm IC Insights Inc.

Forschung: pressetext Deutschland, vom 4.7.2006
Nanotube-Technologie verzehnfacht Festplatten-
kapazitat

Mit der Nanotube-Technologie kdnne laut Festplatten-
hersteller Seagate der Lese- und Schreibkopf ndher
an die magnetischen Platten gebracht werden. Dies
ermogliche eine noch exaktere Anordnung der Partikel
und dadurch eine Vervielfachung der Kapazitat der
Festplatte.

Forschung: Technology Review, vom 30.6.2006

Neurochip mit Selbstverdrahtung

Israelische Forscher haben ein Verfahren entwickelt,
mit dem sich Netze aus Hirnzellen auf Siliziumchips
mit duRerster Genauigkeit positionieren lassen - ein
wichtiger Schritt zu empfindlichen Biosensoren und
biologischen Steuereinheiten flr Roboter.

Forschung: Technology Review, vom 30.6.2006

Aus dem Chaos entsteht Logik

Neue Computerchips nutzen das ihnen innewohnende

chaotische Verhalten, um sich enorm schnell umzukon-
figurieren. Mit der Technik kénnten zuklnftige Prozes-

soren leistungsfahiger und stabiler werden.

Forschung: Technology Review, vom 28.6.2006

Licht aus der Chipfabrik

In seinen Silicon Photonics Labs forscht Intel an Chips
der Ubernachsten Generation - Bausteine, die mit Licht
statt Elektronen arbeiten.

Forschung: BMBF Pressemeldung, vom 21.6.2006

Schavan: ,Forschungspramie gibt Schubkraft fiir
kleine und mittlere Unternehmen und fiir die Wis-
senschaft”

,Die Forschungspréamie ist breitenwirksames Instru-
ment fir den Brickenschlag zwischen Forschung

und Markten. Sie soll Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen motivieren, starker mit Unternehmen
zusammen zu arbeiten. Sie ist auch ein wichtiger Schritt
innerhalb der Gesamtstrategie zur deutlichen Erhéhung
der Investitionen in Forschung und Entwicklung”, sagte
Schavan beim Bundesverband der Deutschen Industrie.

Forschung: pressetext Deutschland, vom 9.6.2006
Nanotechnologie erméglicht Super-Akku der
Zukunft

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) haben einen Weg zur Entwicklung des
Super-Akkus der Zukunft aufgezeigt. Dieser soll die
Probleme bestehender Akkus ausmerzen, welche mit
langen Aufladzeiten und kontinuierlichem Leistungsver-
lust zu kdmpfen haben.

Markt: Computerwoche, vom 18.9.2006

Gartner erwartet 2006 weniger Umsatz im PC-
Markt

Gartner schatzt aktuell, dass in diesem Jahr ingesamt
233,7 Millionen neue PCs verkauft werden. Das wéren
10,5 Prozent Wachstum nach Stlickzahlen gegenlber
2005.

Markt: ZDNet.de, vom 15.9.2006

UMTS-Markt: eine Milliarde Kunden bis 2010
Einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstitutes
Strategic Analytics (SA) zufolge wird die weltweite
Zahl der UMTS-Mobilfunk-Kunden im Jahr 2010 die
Schallmauer von einer Milliarde Gberschritten haben.
Nachdem bereits bis vergangenen Juni 100 Millionen
Kunden registriert wurden, gehen die Studienautoren
nun von einer Phase anhaltenden Wachstums aus.

Markt: ZDNet.de, vom 8.9.2006

Mobilfunkmarkt schraubt sich auf 2,5 Milliarden
Anschliisse hoch

Laut einer Schatzung von Wireless Intelligence

wird die Zahl der existierenden Accounts bis zum
Ende des dritten Quartals die 2,5-Milliarden-Marke
Uberschritten haben. Innerhalb zwolf Monate ist der
Markt damit um rund 500 Millionen zusatzlicher Ver-
bindungen gewachsen. Die Steigerungsraten sind zu
einem Grofteil auf die rasante Marktentwicklung in
Schwellenlander wie China und Indien zurtickzufih-
ren, die fur einen Viertel der weltweiten Neuzugange
verantwortlich sind.



Markt: elektroniknet, vom 6.9.2006

33 Milliarden RFID-Tags bis zum Jahr 2010?

Ein rasantes Wachstum fir RFID-Tags prognostizieren
die Analysten von In-Stat: Belief sich die weltweite Nach-
frage fur diese Tags 2005 auf immerhin schon

1,3 Mrd. Units, sind es dem aktuellen Report zufolge
2010 gar 33 Mrd. RFID-Inlays.

Markt: channel-e Newsletter, vom 4.9.2006

Weltweiter Halbleitermarkt im Juli 2006

Die amerikanische Semiconductor Industry Association
(SIA) ermittelte fir den Juli 2006 Halbleiterumséatze in
Hohe von 20,1 Mrd. USS$. Das sind 11,5 % mehr als im
gleichen Zeitraum in 2005 (18,02 Mrd. US$). Gegentiber
dem Vormonat (19,75 Mrd. US$) nahmen die Verkaufe
um 1,8 % zu. Der Branchenverband rechnet weiterhin mit
einem Jahresumsatz fiir 2006 von iber 240 Mrd. US$.

Markt: EE Times Semi, vom 24.8.2006

EDA poised to grow faster than IC market, analyst
says

The increase in IC design cost the 65-nanometer node
presents an opportunity for EDA, which can increase its
growth rate if it can provide more productive solutions,
according to Handel Jones, CEO of International Busi-
ness Strategies.

Markt: pressetext Deutschland, vom 10.7.2006

Weltweit drei Mrd. Handy-Nutzer bis 2008

Der World Society Report 2006, vertffentlicht von der
International Telecommunication Union (http://www.itu.
int) belegt die positive Entwicklung der Informationsge-
sellschaft.

Markt: Heise Newsticker, vom 7.6.2006

Halbleiterbranche prognostiziert Jahresumsatz von
250 Milliarden Dollar

Die starke Nachfrage nach Handys, PCs und anderen
elektronischen Geréaten wird in diesem Jahr zu einem
starken globalen Umsatzanstieg bei der Halbleiter-Bran-
che flihren; der Umsatz soll um knapp zehn Prozent auf
250 Milliarden Dollar steigen.

Personen: Heise Newsticker, vom 14.9.2006
Konrad-Zuse-Medaille fiir Informatikprofessor der
Uni Dortmund

Die seit 1987 jahrlich verliehene Konrad-Zuse-Medaille fur
besondere Verdienste um die Informatik in Deutschland
hat das Kuratorium in diesem Jahr Prof. Dr. Ingo Wegener
vom Lehrstuhl Informatik 2 der Universitat Dortmund
verliehen. Die Jury ehrt Ingo Wegener fir seine ,weg-
weisenden Forschungsbeitrage auf dem Gebiet der The-
oretischen Informatik, insbesondere im Hinblick auf die
Komplexitat von Booleschen Funktionen, und seine auBer-
gewodhnlich engagierte Lehre und Nachwuchsforderung”.

Personen: channel-e, vom 12.9.2006

Neuer Vertriebs-Chef bei Synopsys

Synopsys hat Joe Logan zum neuen Leiter des welt-
weiten Vertriebs ernannt. Logan ist seit 5 Jahren beim

Unternehmen. Zuvor arbeitete er fur die friihere Avant!
als Chef des Nordamerika-Vertriebs.

Personen: EETimes.de, vom 8.9.2006

Siemens-Manager Ganswindt zieht sich zuriick
Siemens Zentralvorstandsmitglied Thomas Ganswindt
verlasst das Unternehmen. Der Manager war vor allem
fUr die angeschlagenen Geschaftsbereiche Kommuni-
kation und IT-Services zustandig.

Personen: elektroniknet, vom 6.9.2006

Friedhelm Loh neuer ZVEI-Prasident

Friedhelm Loh wurde einstimmig vom Vorstand des
ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie e.V.) zum Vorsitzenden gewahlt. Loh ist Inhaber
und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Stiftung,
zu der weltweit Uber 60 Firmen gehdren, darunter
Unternehmen wie Rittal, Eplan, Ritto und Lampertz.

Personen: EETimes, vom 16.6.2006

EDA user council elects new chairman

The Design Technology Council (DTC), a group of semi-
conductor and system design companies that identifies
EDA technology needs, has elected Rahul Goyal, direc-
tor of EDA business for Intel Corp., as its new chairman.

Wirtschaft: EE Times Design, vom 15.9.2006

Study: Indian design starts growing

Design starts in India are growing in both number and
complexity, according to a detailed study by the India
Semiconductor Association (ISA).

Wirtschaft: EETimes.de, vom 8.9.2006

Powerfragen entzweien Chipdesigner

Die Anstrengungen zu einer einheitlichen Verfahrens-
weise flir die Leistungsaspekte beim Chipdesigns
machen Fortschritte - aber in zwei verschiedene
Richtungen: Wéhrend EDA-Softwareanbieter Cadence
diese Woche den Beitritt weiterer Unternehmen zu der
von ihm initiierten Power Forward Initiative (PFI) und
die Anmeldung seiner Technik zur Normierung bei der
IEEE meldet, verfolgt eine im Juli gegriindete Alterna-
tivgruppe einen anderen Ansatz.

Wirtschaft: EE Times Design, vom 7.9.2006

Fab capacity jumped in Q2

Worldwide fab-capacity utilization rose above the 90
percent level in the second quarter of 2006, with lea-
ding-edge processes hovering around the 96 percent
range, according to the Semiconductor International
Capacity Statistics (SICAS) organization.

Wirtschaft: Spiegel Online, vom 6.9.2006

Handyflut in Indien: Eine Million neue Nutzer pro
Woche

In Indien sind Handys nicht einfach nur eine neue Tech-
nologie, sondern eine Revolution. Die Zahl der Nutzer
steigt mit unfassbarem Tempo, obwohl die Mobilnetze
schon jetzt permanent an der Grenze zum Kollaps ope-
rieren.
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Strategic Partnership Between Si2 and The SPIRIT
Consortium to Facilitate Productivity Improve-
ment for SoC Design Flow

On July 24, 20086, the Silicon Integration Initiative (Si2)
and The SPIRIT Consortium announced a strategic
partnership and cross-membership agreement to
facilitate tighter collaboration designed to improve the
productivity of the total system-on-chip (SoC) design
flow. The two organizations will work together to coor-
dinate technical roadmaps, targeting consistency of
data shared among OpenAccess and Open Modeling
efforts provided by Si2 and IP-XACT(TM) specifica-
tions provided by The SPIRIT Consortium. The organi-
zations will also coordinate an integrated architecture
that takes advantage of the highly complementary
technology offerings. Technical details will be coordi-
nated through the many common members of both
organizations.

“We are discovering excellent synergy between the
various projects on which both organizations are cur-
rently working,” says Steve Schulz, president and CEO
of Si2. “OpenAccess enables interoperable design tool
flows, the IP-XACT specifications capture important
data about designed blocks for reusable models, and
the Open Modeling architecture supports generation of
models for IP represented in OpenAccess.”

A maijor initial focus of the partnership will be the
definition and specification of synthesis and other asso-
ciated physical design constraints for IP components
which are used in the development of SoCs and SiPs
(systems-in-package). Si2 will define constraint require-
ments that The SPIRIT Consortium will incorporate into
the IP-XACT schema. This will result in tighter integra-
tion between front end design platforms operating at
the RTL level and above, and physical implementation
tools flows.

“Our complementary technical achievements and goals
have been recognized by our common membership, so
it makes sense for Si2 and The SPIRIT Consortium to

start working together,” said Ralph von Vignau, chair of
The SPIRIT Consortium. “We see some areas for align-
ment that will bring immediate technical benefits to the

industry, and | expect that the collaboration will deepen
as the two organizations explore further opportunities
to address the smooth integration of the complete SoC
design flow.”

Call for nominations to the EDAA Lifetime Achieve-
ment Award 2007

In 2007, the European Design and Automation Associa-
tion (EDAA) will grant the fifth EDAA Lifetime Achieve-
ment Award. It shall be given to individuals who made
outstanding contributions to the state of the art in elec-
tronic design, electronic design automation and testing
of electronic systems in their life. In order to be eligible,
candidates must have made innovative contributions
which had an impact on the way electronic systems

are being designed. The goal of granting the award is
to make the excellent work done by people working
within the scope described above more widely known
and to help to publicize the results. Past recipients have
been Kurt ANTREICH (2003), Hugo DE MAN (2004),
Jochen JESS (2005), Robert BRAYTON (2006).

Nominations should be sent to the Chair-elect of
EDAA, Bernard COURTOIS, by October 3rd, 2006.
Nominations should include a 2-3 page appraisal of
the candidate’s work. In order to identify the best
candidate for the EDAA Lifetime Achievement Award,
a committee will evaluate the nominations. This com-
mittee consists of individuals representing the scope
of the call. If necessary, external experts can be asked
to provide a written evaluation of a certain candidate.
Ceremony The award will be handed over during the
DATE opening ceremony on April 17, 2007, in Nice,
France.

Vertreter fiir Deutschland im ENIAC-Scientific-
Committee Council (SCC) benannt

Das Bundesministerium fur Bildung und For-

schung (BMBF) hat den Vorstandsvorsitzenden des
edacentrum, Prof. Dr. W. Rosenstiel, als Vertreter
von Deutschland fir das ENIAC Scientific Committee
Council (SCC) benannt. Am 21. und 22. September
2006 findet die nachste SCC Sitzung und eine weitere
ENIAC-Veranstaltung statt, auf der Entscheidungen
Uber die Zukunft von ENIAC fallen werden. (AV)



Going Forward with GreenSocs™

By Mark Burton, GreenSocs

GreenSocs is a small company who's principle aim is
to develop open source SystemC infrastructure and a
open source community based around that infrastruc-
ture. GreenSocs is run on behalf of its subscribers. The
long term goals and vision of GreenSocs is that the
community that GreenSocs develops benefits the sub-
scribers in several ways:

» Support for research and development Today's
interesting problems, as has been the case for many
years, are about scale. Research and development
today is hampered in two ways. First there is little
access (from the research perspective) to large scale
(realistic) designs. Second there is restricted access
to the tools that are required to manipulate those
designs. Researchers resort to trivial examples, use
proprietary examples from which it is hard to publish,
or are required to enter into fruitless long projects to
develop the examples they need for their end goal.
One of the goals of GreenSocs is to start to make
some examples of tools, IP and infrastructure (the
distinction being vague) available as open source.

» Supply of Engineers Because of the increased
availability of SystemC infrastructure, tools and IP,
the prevalence of trained engineers in the market-
place is expected to grow. Further more, as these
engineers will have had direct contact with relevant
and used IP, tools and infrastructure, their productiv-
ity will be increased.

» Supply of services Finally, the opening of relevant
infrastructure, tools and IP will also enable (and
encourage) the wide spread prevalence of engi-
neering services. Within a regional context, these
services can be expected to be available within the
region, rather than remotely.

While these goals are long term, and can be intangible,
the subscribers have the opportunity to benefit directly
from GreenSocs as a “collaboratively funded contrac-
tor”. The subscribers direct GreenSocs specifically to
complete pieces of engineering infrastructure that can
in the short term benefit the subscribers directly, while
in the longer term fulfil the goals listed above. The col-
laborative funding business model means that the cost
to the subscriber is low, while the quantity of enginee-
ring effort that can be deployed is relatively high. This
significantly reduces the cost of internal development
for subscribers, where their developments coincide
with that of other companies (and are therefore applica-
ble for adoption as a GreenSocs project).

Working within standards bodies

GreenSocs is a member of OCP-IP SPIRIT and OSCI.
GreenSocs will work with OSCI to provide infrastruc-
ture around the SystemC language in the open source
domain. This is in line with OSCl's aims. With OCP-IP,
GreenSocs aims to provide SystemC bus fabric tailored
to OCP-IP while maintaining compliance with the OSCI
standards. Within SPIRIT, GreenSocs aims to provide
input into the SPIRIT working groups to help SPIRIT
define a description definition sufficient for genera-
ting OSCI compliant bus fabric interconnect. For all of
OCP-IP, SPIRIT and OSCI, GreenSocs aims to provide
engineering services into those bodies on behalf of
GreenSocs members, in order to maintain the velocity
of the standards process.

GreenSocs Projects

GreenSocs is funded by subscription. The projects
that GreenSocs carries out are chosen and guided by
GreenSocs subscribers.

GreenSocs runs a GreenSocs project web site (www.
greensocs.org). This web site is maintained and enhan-
ced in order to better grow, and serve the Open Source
SystemC community. Some of the most important
activities are providing community read/writable pages
about the SystemC language, and eliciting contribu-
tions to the project from academics and others in the
SystemC community. This web site is the basis of gro-
wing the SystemC community. Apart from information
about SystemC, and upcoming SystemC events, the
web site also provides in-depth and current information
about GreenSocs projects. The web-site is used as a
“scratch pad” by GreenSocs developers. This, in itself,
can be a useful resource.

Summary

GreenSocs is, as far as most users are concerned, the
open source SystemC infrastructure project, providing
a single place to access all the open source SystemC
infrastructure, tools and IP available. It already pro-
vides interesting infrastructure, like the GreenBus, and
environmental tools like the package management
system.

However, for it's subscribers, it is a tool that can

be used to grow a community, and provide useful
infrastructure directly; using a collaboratively funded
business model, hence cutting the costs of the subscri-
bers own internal developments.

Cont@ct:

Mark Burton

+44 2071003485-210
mark@greensocs.com

If you would like to become a
GreenSocs™ subscriber, please
contact info@greensocs.com
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Alex & Bill = Was ist die Vision?

Von Volker Schéber und Cordula Hansen

Die haben doch alle keine Ahnung!

Mit Schwung lieR sich Alex auf seinen Schreibtisch-
stuhl fallen, fuhr den Rechner hoch und lehnte sich
noch einmal zuriick. Diese Kameltour durch die marok-
kanische Wste war einfach groRartig. Er reckte sich.
Sein E-Mail Posteingang blinkte: 435 neue Eingange!
Na, das ging ja noch. Nach einer Stunde quer lesen
Uberlegte er es sich anders, markierte alle E-Mails
und lI6schte sie. Wichtige E-Mails werden sowieso
noch mal geschickt. Er lehnte sich wieder zurlck und
trdumte noch ein wenig von Sand und Sonne, bis ihm
das Blinken des Anrufbeantworters ins Auge fiel. Der
Urlaub war wohl einfach vorbei. Die dritte Nachricht
brachte ihn auf sein gewohntes Gemditsniveau zurick.
Das BMBF versteht sein Memo zur Bedeutung des
neuen Projekts nicht, das er noch kurz vor seinem
Urlaub geschickt hatte. Na prima, er soll zurickrufen.

Alex fuhr sich durch die Haare. Er kriegte jetzt schon
wieder die Wut, wenn er an das Memo zuriickdachte, das
zwei Stunden Arbeit und einen Riffel zu Hause noch dazu
gekostet hat. Nur weil diese feine Frau Torner meinte, es
ware gut, sich im Vorfeld noch mal informell abzustim-
men. Was wollen die denn noch wissen? Die brauchen
das Projekt doch nur abnicken, damit wir es durchziehen
kénnen. Warum wollen die auch noch was verstehen?
Daflr gibt es doch uns, die Experten! Am besten gleich
anrufen, damit die Laune zur Mittagspause wieder gut ist.
Ein paar Satze am Telefon und die Sache ist geritzt. Alex
suchte sich die Nummer von Herrn Deckel vom Ministe-
rium raus und rief an. Schon nach drei Versuchen wurde
am anderen Ende der Horer abgenommen.

,Guten Tag, Herr Dr. Deckel. Ich bin gerade aus
meinem Urlaub zurickgekommen und habe ihre Nach-
richt vorgefunden. Vielen Dank, dass Sie sich Mihe
gemacht haben, das Memo zu lesen. Ich dachte mir, es
ist gut, wenn wir gleich darlber sprechen.

.Ja, das passt jetzt gut. Hatten Sie einen schonen
Urlaub?”

,Der war klasse, ich bin das erste Mal mit einem
Kamel zwei Wochen durch die Wste geritten. Und
habe festgestellt, dass Handys dabei versanden. Mit
einem Staubpinsel habe ich das ganze Handy danach
reinigen durfen, bevor die Tasten wieder verninftig
funktionierten. Aber seit der Hitze fallt es zunehmend
haufiger aus. Aber daran wollen wir ja auch in unserem
neuen Projekt arbeiten. Dass wenigstens die Chips

in den Handys nicht ausfallen.” Alex grinste. Das war
doch eine super Hinleitung zu dem Projektvorhaben
gewesen.

.Genau solche Argumente fehlen uns bei unserer Arbeit,
wenn wir auch nicht gerade mit Sand argumentieren
sollten.” Alex konnte Herrn Deckel fast durch das Telefon
grinsen héren. ,,Ich mdéchte nicht zum Experten werden,
nur um die wichtigen Aussagen des Projekts verste-

hen zu kénnen. Was flir Auswirkungen hat das Projekt
auf die Gesellschaft? \Was sind die Probleme, die man
16sen will? Ich habe das Gefuhl, dass auf der fachlichen
Ebene schon eine gute Basis geschaffen ist, an was man
arbeiten und wie man etwas l6sen will. Mir fehlt aber

die Beantwortung der Frage: Was ist die Vision lhres
Projektes? Welchen Nutzen hat es fir die Gesellschaft
und fir den einzelnen Birger? Erst danach kdnnen wir
vom Ministerium ihre Themen mit anderen Themen ver-
gleichen. Ohne die Beantwortung dieser Frage kann man
einen Projektantrag nicht adédquat bewerten.”

Alex schloss kurz die Augen. Mist, das klang ja wie

das ganze Gequatsche von Frau Torner. Er richtete sich
etwas am Telefon auf. ,,Vielen Dank fur die Information.
Da dies mein erster Projektantrag ist, bin ich fir solche
Informationen dankbar. Ich werde mich gleich an die
Arbeit machen und die fehlenden Punkte ergénzen.”

Das Gesprach ging noch eine Weile so weiter —am
Ende sal® Alex ermattet an seinem Schreibtisch. So
hatte er sich das Telefonat nicht vorgestellt. Zum
Abwimmeln war gar keine Gelegenheit. Der Telefonho-
rer rauchte noch ein wenig und ein ganzer Zettel lag voll-
gekritzelt vor ihm. Missmutig schaute er ihn sich noch
mal an. Bei den Kamelen hatte sich Alex auf dem Zettel
besondere Mlhe gegeben. Er hatte sogar die Farbe an
seinem Stift gewechselt, damit man den Wistensand
besser erkennen konnte. Ein super Werbegeschenk von
der letzten Konferenz. Aber Geld verdienen kann ich mit
Kamelskizzen nicht, dachte er sich. Leider stand neben
dem Kamel auch der Satz: ,Was ist die Vision?". Alex
schien es, dass der Satz an GroRRe zunahm. Nicht nur
das! Auch veranderte sich die Schrift. Er versuchte sich
den Weg, den der Stift genommen hatte, genau einzu-
pragen. War das ,V" vorhin unten nicht ein bisschen
weniger aggressiv gewesen? Er suchte nach einem
anderen ,V" auf der Seite. Das ,V" von Verschiebung
gefiel ihm. Auch das , V" von Variation war in Ordnung.
Damit konnte er sich identifizieren. Ein V", dass fast
ein wenig an ,,U" erinnerte: ,U" fur Unfug.

Je mehr er Uber dieses Phdnomen auf seinem Blatt
nachdachte, umso starker setzte sich dieser Satz in sei-
nen Gedanken fest. Was soll ich denn da in den Antrag
schreiben? Jetzt hatte er schon Informatik studiert, um
den ganzen Laberkram von der Schule loszuwerden.
Mit Grauen dachte er an seine letzten Deutschkurse



zurlick. Und nun das! Und auch noch an seinem ersten
Arbeitstag. Hatte er doch nur das Flugzeug verpasst!
Mit den beiden geplatzten Reifen von dem alten Taxi
hatte es ja eine echte Chance gegeben. Und der nach-
ste Flug ware erst in drei Tagen gewesen.

Alex entschloss sich, noch mal alles Wichtige zusam-
menzufassen und sich dann in die Kantine zu fllichten.
Vielleicht verschwindet der Satz dann auch wieder aus
seinem Kopf, der sich so hartnackig eingenistet hatte.
Er hatte sich heute mal wieder mit Bill verabredet und
wollte ihm eigentlich die Geschichte mit den Skorpi-
onen in der Dusche vom Hotel am Meer erzahlen. Das
Blatt flllte sich langsam

» Was ist die Vision, die das Projekt verfolgt?

» st das flr die deutsche Wirtschaft wichtig?

» Werden Arbeitsplatze gesichert oder neue aufge-
baut?

» Was sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft?

» Gibt es Literatur zu diesem Thema?

Alex flihlte sich bei den Stichpunkten schon wie ein
halber Politiker, der seine Wahlkampftour organisieren
will. Zum Glick poppte eine E-Mail hoch. Bill wollte
zum Essen los. Dann kann ich ihn ja gleich nach der
Literatur fur das Projekt fragen, dachte Alex. Denn Bill
galt in der Firma als das lebende Archiv mit den ganzen
Blchern und Zeitschriften in seiner Ecke hinter dem
Schreibtisch.

Warum eigentlich nicht?

Alex und Bill trafen sich am Eingang der Kantine und
waren beide schlecht gelaunt. Auch Bills Vormittag war
nicht die Krénung gewesen. Erst kam er klatschnass ins
Buro, weil der Wolkenbruch ihn voll erwischt hatte, und
dann meldete sich auch noch die Firma von Frau Torner
und fragte an, ob er nicht einen Artikel fir sie schreiben
wollte. Die dachten wohl alle, er ware unterbeschéftigt.

In der Schlange bei den Tortellini berichtete Alex von
seinem Urlaub, was das Stimmungsbarometer deutlich
anhob. Die Geschichte vom Skorpion, der in der aufge-
weichten Seife festgeklebt war, hatte auch bei Bill die
Wirkung erzielt, die sich Alex vorstellt hatte. Bill sah
Alex grinsend an. ,Hast du eigentlich das Buch gele-
sen, das ich dir mitgegeben hatte?”

,Buch?”

.Na, die Stimmen von Marrakesch.”! Alex schittelte
den Kopf: ,Ich hab’s leider nicht zu Ende lesen kénnen.
Der Anfang war super. Aber auf der Wiistentour hatten
wir keinen Generator und man kann sich kaum vorstel-
len, wie dunkel es dort sein kann. Stral3enlaternen gibt
es in der Wste ja nicht so viele. Aber das werde ich in
Kirze nachholen.”

Nachdem sie sich das Essen geholt hatten, kam Alex
zum Thema. ,,Bill, ich hatte heute ein Gesprach mit

dem BMBF. Die wollen, dass wir noch ganz andere
Informationen in der Projektskizze erwahnen. Ich habe
manchmal das Geflihl, die denken, wir drehen hier
Daumchen und schreiben vor lauter Langeweile Pro-
jektantrage. Hast du nicht irgendeine Literaturstelle,
die man fUr unser Projekt nutzen kann? Es fehlen dem
BMBF immer noch Argumente, wo das Problem liegt,
das wir bearbeiten wollen. In Literatur rumschntffeln
ist doch dein Spezialgebiet!”

Bill dachte kurz nach, dann zuckte er mit den Schultern.
.Ich kann mich nicht erinnern, dazu etwas gelesen zu
haben. Und ob irgendwo etwas zu finden ist, bezweifle
ich. Frag doch bei Frau Torner nach. Angeblich kennen
die sich doch damit aus. Und Artikel missen die ja wohl
auch haben. Gerade heute haben sie bei mir angeru-
fen, ob ich was flr sie schreibe. Zum Glick konnte ich
ablehnen”. Bill verzog den Mund. , Aber aufgeben tun
die so schnell nicht. Ihr ,Autoren-Kit'? ist trotzdem bei
mir gelandet. Und sie werben damit, dass ein Artikel in
ihrem Newsletter jetzt durch die ISSN als Veroffentli-
chung zahlt.”

Das Bild einer etwas aufbrausenden Frau Torner
tauchte vor Alex Augen auf und er nickte. , Oja, hartna-
ckig sind die. Aber der letzte Fachartikel in dem News-
letter war doch super. So etwas hatte ich mir flr unser
Projekt auch gewlinscht.” Alex stutzte. Wenn er es
richtig anfing, vielleicht konnte er da zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen. Bill konnte gut schreiben — ver-
standlich und klar. Wenn er ihn Uberzeugte einen Arti-
kel zu schreiben, der in seinem Fachgebiet lag? Alex
rausperte sich. ,Sag mal, hast Du mir nicht Anfang des
Jahres erzahlt, dass Du dieses Jahr unbedingt mal wie-
der eine Publikation schreiben willst?”

Bill seufzte: ,,Doch, schreiben ware mal eine schéne
Abwechslung. Aber bei dem Stress gerade rihr ich das
Thema nur unter Zwang an.”

Alex verhielt sich ganz still, dann hakte er vorsichtig
nach. ,Warum nicht das Angebot fir den Artikel nut-
zen? Und ein Thema kénnte ich beisteuern. Was meinst
du zu dem Arbeitstitel: “Probleme und Anforderungen
von Zuverlassigkeitseigenschaften in aktuellen CMOS-
Prozessen und deren Auswirkungen auf den Chip-
entwurf”. Ich wirde Dir einen Espresso bei unserem
ersten Gesprach spendieren.” Espresso wirkte bei Bill
immer.

Bill seufzte noch einmal und sah Alex an. ,Mit dem
Espresso hast Du mich voll erwischt, oder?”

Quellen:
[1] Elias Canetti:

Alex grinste: ,,Ja, das sehe ich auch so.” Sie machten
sich auf den Weg zur Espresso-Bar und Alex versuchte,

nicht ganz so schwungvoll zu gehen. Das mit der Erstausgabe: Carl Hanser

Vision, dass wdrde er Bill schon noch nahe bringen.

Und die Frau Torner, die wirde er auch noch einspan-

.. . . . [2] Autoren-Kit
nen. Ware doch gelacht, wenn sie das nicht hinbekom- www.edacentrum.de/

men, das mit der Vision. newsletter - > Autoren.

Die Stimmen von Marrakesch,

Verlag, Minchen /Wien 1968.
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Cont@ct:

EDA Consortium,

111 West Saint John Street,
Suite 220, San Jose, Calif.
95113, USA,

fon: 408-287-3322,

fax 408-283-5283
www.edac.org.

EDA Consortium reports 10 % Revenue Growth in

1st Quarter 2006

Source EDA Consortium, Market Statistics Service Press Release

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Chart 4.01: EDA and SIP Revenue, Q1 1996 to Q1 2006
[in Million US-$]

The EDA Consortium’'s Market Statistics Service (MSS)
today announced that the electronic design automation
(EDA) industry revenue for Q1 of 2006 grew 10 % to
$1,215 million, versus $1,108 million in Q1 2005, due in
part to new company participation. Total product reve-
nues, without services, was up 10 % to $1,136 million
in Q1 of 2006 vs. $1,031 million in the same quarter of
2005.

“Last year's fourth quarter strength expanded in Q1,

fueled by solid growth in North America and Western
Europe,” said Walden C. Rhines, chairman and CEO of
Mentor Graphics Corporation and vice-chair of the EDA
Consortium.

Employment Data
Reporting companies employed 23,128 professionals in
Q1 2006, up 4 % from the 22,236 reported in Q1 2005.

Revenue by Product Category

EDA's largest tool category, Computer-Aided Enginee-
ring, generated revenue of $512 million in Q1 2006, 10
% more than the same period in 2005. Printed Circuit
Board and Multi-Chip Module revenue decreased 4 %
in Q1 2006 to $84 million. IC Physical Design & Veri-
fication revenue increased 13 % to $315 million in Q1
2006 compared to the same quarter in 2005. Semicon-
ductor Intellectual Property (SIP) revenue totaled $225

Semi IP Products &Tools 19% 7% Services

IC Physical Design &
Verification 26%
41% CAE

= North America
B Western Europe
® Japan

= Rest of World

Q12006 Q12005

Chart 4.02: Total EDA & SIP Revenue by Geographic
Region [in Million US-$]

million in Q1 2006, a 12 % increase over Q1 2005.
Services revenue was $79 million in Q1 2006, up 3 %
from Q1 2005.

Revenue by Consuming Region

North America, EDA'’s largest region, purchased $569
million of EDA products and services in Q1 2006, a 14
% increase over Q1 2005. Western Europe revenue
was up 13 % in Q1 2006 with revenues of $218 million.
2006 Q1 revenue from Japan grew 3 % over Q1 2005
to $291 million. Rest-of-World (ROW) continued to
extend previous years of revenue growth by increasing
4 % to $137 million in Q1 2006.

About the MSS Report

The EDA Consortium'’s Market Statistics Service
reports EDA industry revenue data quarterly and is
available by annual subscription. Each quarterly report
is published approximately three months after quar-
ter close. MSS report data is segmented as follows:
revenue type (product licenses and maintenance, ser-
vices, and SIP), application (CAE, PCB/MCM Layout,
and IC Physical Design and Verification), operating
system (UNIX vs. Windows) and region (North Ame-
rica, Western Europe, Japan, and Rest of World), with
many subcategories of detail provided. The report
also tracks total employment of the reporting compa-
nies.

Rest of World  11%

47% North America
Japan 24%

Kont@kt: PCB &MCM 7% Western Europe 18%

Ralf Popp
+49 511 762 - 19697
popp@edacentrum.de

Chart 4.04: Distribution of the total EDA & SIP
Revenue by Region

Chart 4.03: Distribution of the total EDA & SIP
Revenue by Product Category




5 Mitglieder
Mitglieder stellen sich vor

www.edacentrum.de/portrait/mitglieder/
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Universitdt der Bundeswehr Minchen

Institut fir Technik Intelligenter Systeme e.V. an
der Universitat der Bundeswehr Miinchen

ITIS ist ein als gemeinnUtziger Verein realisiertes und
1993 gegriindetes , An-Institut” der Universitat der
Bundeswehr Minchen (UniBwM). Mitglieder sind
Professoren und andere engagierte Personlichkeiten
aus der UniBwM oder mit engem Kontakt zu ihr. Das
Institut befindet sich auf dem Campus der Universitat
der Bundeswehr Miinchen in Neubiberg.

Ziel von ITIS ist allgemein die Forderung und Unterstit-

zung vor allem interdisziplinarer Forschung, u.a. durch:

» Forderung von Wissenschaft und Forschung auf
dem Gebiet der Technik intelligenter Systeme unter

besonderer Berilcksichtigung der Aspekte Dezentra-

litdt, Autonomie, Modularitat, Wiederverwendbar-
keit und Zuverlassigkeit.

» Unterstltzung bei der Durchflihrung interdisziplinar
angelegter Forschungsprojekte an der Universitat
der Bundeswehr und mit externen Partnern.

» Forderung von Lehre und Studium, insbesondere im

Rahmen von Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten.

» Forderung des Wissens- und Technologietransfers
zu Industrie und Politik; hier arbeitet ITIS auch im
Auftrag der UniBwM.

» Férderung von Unternehmensgriindungen (start-ups).

Das ITIS arbeitet in den Forschungsbereichen

»  Mikrosystemtechnik und Sensorik,
» Intelligente Energie- und Antriebstechnik,

» Informations- und Wissensmanagement und
» Modellbildung und Simulation.

und ist im Projekt LEMOS - Low-Power-Entwurfsme-
thoden flir mobile Systeme (s. newsletter edacentrum
Ausgabe 01/2006) beteiligt.

Innerhalb der Mikrosystemtechnik und Sensorik geht
es um Teilbereiche wie adaptive Kommunikations-
und Datenbankumgebungen flr eine biometrische
Zugangskontrolle, Oxidation von Silizium-Wafern,
Nahabstandssensoren fiir nichtletale Wirkmittel, Atz-
prozesse fur die Backend-Technologie und innovative
Mikroaktorik fir die Gebaudetechnik.

Im Bereich der intelligenten Energie- und Antriebstech-

nik geht es um modulare Mehr- und Hochspannungs-
Umrichter, elektrische Antriebe fir das ,,More Electric
Aircraft” und elektrische Hybridantriebe fur Kraftfahr-
zeuge.

Beim Informations- und Wissensmanagement wird zu
den Themen Langzeitarchivierung, intelligentes Doku-
mentenwesen und zur Konzeptvernetzung flr Effect
Based Operations (EBO) geforscht.

Bei der Modellbildung und Simulation geht es um
theoretische, praktische und verfahrenstechnische
Aspekte einer Infrastruktur flr verteilte Simulation in
der Bundeswehr, um Verifizierung, Validierung und
Akkreditierung von Modellen und Simulationen, um
einen Leitfaden flir Modelldokumentation sowie um
Modellmanagementsysteme.

Ansprechpartner und
Geschaftsfihrung:

Kont@kt:

[TISe.V.,
Werner-Heisenberg-Weg 39,
85579 Neubiberg

Andreas Koster,

fon 089 6004-3399,
koester@itis-ev.de.

Weitere Informationen

zu ITIS finden Sie unter
http://www.itis-ev.de

sowie in der Forschungs-
datenbank der Universitat der
Bundeswehr Miinchen unter
http://forschung.unibw.de.
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Weitere Informationen
finden Sie unter:
http://www.matrixone.com

Autor und Kont@kt:

Thomas Pupeter

ENOVIA MatrixOne

fon: 089 960948-72
thomas.pupeter@matrixone.com

Vorbereitung und Generierung von Masken und

Maskensatzen

In Zukunft eine Herausforderung beim Daten- und Kommunikations-Management

2

DS MatrixOne )
ENOVIA

Um den fehlertrachtigen Prozess der Maskenvorbe-
reitung und -generierung zu kontrollieren und den
Ablauf korrekt abzubilden, hat ENOVIA MatrixOne
in Zusammenarbeit mit fiihrenden Halbleiterher-
stellern Schliisselfragen ermittelt und eine Losung
erarbeitet.

Eine 5 Mrd. $ Industrie, namentlich EDA, assistiert Ihnen
heute dabei, das perfekte GDSII-File” zu erstellen. Eine
ungleich méachtigere Industrie stellt Ihnen Materialien,
Werkzeuge, Maschinen und Technologie flr den Prozess
der Maskengenerierung zur Verfligung.

Und dennoch ist genligend Fehlerpotential bei der
Vorbereitung der Inputs fir den Maskenhersteller vor-
handen. Wie wir alle wissen sind aber Fehler an dieser
Stelle teuer. Bei Maskenkosten von bis zu 100.000 $ und
Kosten fir einen Maskensatz von mehr als 1 Mio. $ wird
die Maskengenerierung meist an die klassischen Mas-
kenhaduser oder Beteiligungsfirmen vergeben. Dies flhrt
zu zusétzlichen Kosten bezlglich Zeit, Ressourcen und
Verantwortlichkeiten.

Auf der Suche nach einer Standard-Software-Ldsung,
die den Prozess der Maskenvorbereitung und -gene-
rierung kontrolliert und den Ablauf korrekt abbildet,

hat ENOVIA MatrixOne aus der Zusammenarbeit mit
zwei fihrenden Halbleiterherstellern schnell Folgendes
erkannt. Obwohl zur Lésung dieser Herausforderung alle
erforderlichen Technologien und Einzelwerkzeuge zur
Verfligung stehen, ist eine fur alles passende Losung
nicht maoglich. Dies liegt an der Situation, dass trotz
gleich lautender Aufgabe die Halbleiterfirmen spezi-
fische Formen und Inhalte, Genehmigungsverfahren,
Fragmentierungswerkzeuge und verschieden gelagerte
. Problemzonen” verwenden bzw. besitzen. Ergo — es
fehlt am gemeinsamen Nenner.

Deshalb hat ENOVIA MatrixOne in enger Zusammen-
arbeit mit einem flhrenden Halbleiterhersteller eine
kundenspezifische Applikation erstellt, die die in-House
verfligbaren Werkzeuge fur Life-Cycle-Management
mit denen im Hause der Halbleiterhersteller verwende-
ten Masken-Design- und Verifikations-Tools kombiniert.

Bei der Evaluierung der oben genannten , Problemzo-
nen” auf dem Weg zur Maske haben sich viele Schlis-
selfragen heraus kristallisiert. Wenn nur eine dieser

Fragen nicht mit einer klaren Antwort hinléanglich eines
hinterlegten, sicheren und verwalteten Prozesses positiv
beantwortet wird, beinhaltet dies laut unserer Kunden
ein enormes Fehlerpotential. Beispielhaft sind hier einige
der aufgeworfenen Fragen angefiihrt:

» Ist eine weitere Maske in der Pipeline, die eine dhn-
liche Technologie und Fab-Standort verwendet?

»  Wie kann der Manager/Verantwortliche sicherstellen,
dass alle Schritte fur die NPI-Checkliste beachtet wur-
den?

»  Wie kann ich die Wiedereingabe von Dutzenden
redundanter Technologie- und Fab-Parametern aus
einem ,New Work Request” in die , Product Defini-
tion Form (PDF)" verhindern?

» Habe ich , Approval” und Zertifizierung meiner PDFs
online verfligbar?

»  Wie kdnnen Designmanager das Erwartete mit dem
technisch Maoglichen abgleichen? Wie enstehen
.Mask Layer Sheet”, , Electric Parameters Sheet”
und , Design Data Checklist”?

»  Wie erfahren die am Prozess Beteiligten online, ob
die Genehmigungen fir die , Product Crucial List”,
die ,DRC Waiver Form” und das ,, Mask Build Doku-
ment" gegeben wurden?

»  Wie verhindert ein Maskendesigner Fehler bei manu-
eller Wiedereingabe?

»  Wie werden Ergebnisse aus dem Fracturing-Tool z.B.
in das ,,Mask Layer Data Tool"” backannotiert?

»  Wie kann ich die Kommunikation mit dem Maskenher-
steller tUber den Level von Excel-Sheets und E-Mail
verbessern?

» Funktioniert der Datenaustausch und die Kommunika-
tion zwischen ,, Assembly” und Test?

Die Wichtigkeit des geschilderten Themas ist durchaus
in der Industrie bekannt. So gibt es im Rahmen von
MEDEA+ seit Anfang 2005 das Projekt ,MUSCLE" und
auch Gary Smith von Gartner hat die Thematik im Zusam-
menhang mit dem Technologiefortschritt in einigen sei-
ner Prasentationen aufgenommen.

Obwonhl die meisten Halbleiterfirmen, Designhauser
und Maskenhersteller ,irgendeine oder mehrere”
von Applikationen zur Kontrolle des Prozesses besit-
zen, sind diese bei weitem nicht standardisiert. Das
bedeutet, dass dies den gegenseitigen Online Zugriff
verhindert. ENOVIA MatrixOne stellt gewissermafen
das , Fahrzeug” zur Verfligung, um den komplexen
Prozess der Maskenvorbereitung und -generierung
nachvollziehbar, dokumentiert, kontrolliert und sicher
zu durchlaufen.
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ANSOFT

Ansoft GmbH

Ansoft tritt dem Harmony-Partner-Programm von
Novas bei - Nexxim® ist vollstandig in Novas’
Debug-System ,Verdi” integriert, so dass Verifi-
kationsergebnisse schnell angezeigt und ausge-
tauscht werden kénnen.

Ansoft Corporation arbeitet mit Novas Software zu-
sammen, um Ansofts Schaltungssimulationssoftware
Nexxim® flur den Entwurf hoch leistungsfahiger ICs

in das automatisierte Debug-System Verdi™ von

Novas zu integrieren, so dass eine verbesserte Veri-
fikationsldsung entsteht. Die Integration stellt sicher,
dass die Ergebnisse einer mit Nexxim durchgefihrten
Schaltungssimulation gleich in Novas’ offenem FSDB-
Format (Fast Signal Database) vorliegen. Dies verbindet
Nexxims hochprézise und leistungsstarke Schaltungs-
simulationen mit der umfassenden Debug-Plattform
Verdi. Entwickler haben mit Verdi die Méglichkeit,
Simulationsergebnisse zu analysieren und so Einblicke
in das Verhalten komplexer Schaltkreise zu erlangen.
.Die Integration unserer Hochgeschwindigkeits-Schal-
tungssimulationstechnologie Nexxim mit Novas' hoch
entwickelter Debug-Technologie beschleunigt Verifika-
tion und Debugging von Designs unserer gemeinsamen
Kunden.”, erlauterte Eiji Nakamoto, Vice President von
Ansoft Japan. ,,Nexxim berechnet grof3e Schaltkreisde-
signs und gibt groRBe Datenmengen aus; Verdi erlaubt
es, diese grofden Datenséatze effizient zu bearbeiten.
Die Kombination beider Ansatze fihrt zu einer lei-
stungsstarken IC-Designldsung.”

Das FSDB-Format, ein Herzstlck der Verdi-Architektur,
ermdglicht es, Simulationsergebnisse rasch anzuzeigen,
dabei bietet es auch effiziente Speicherung und die
schnelle Auswertung grofRer Ergebnis-Datenbanken.

[cadence|

Cadence GmbH

Cadence etabliert System-in-Package-Designs zur
Mainstream-Losung

Cadence stellt erstmals ein vollstandiges Set von
EDA-Produkten und Leistungen fir SiP-IC-Designs
(System-in-Package) vor. SiPs werden in drahtlosen,
Netzwerk- und Konsumelektronikanwendungen, wie
Mobiltelefonen, Bluetooth-Modulen, WLAN-Modulen
etc. genutzt.

Zu den neuen Produkten gehdren das Cadence® Radio
Frequency (RF) SiP-Methodology-Kit, zwei neue RF
SiP-Produkte, Cadence SiP RF Architect und Cadence
SiP RF Layout sowie drei neue digitale SiP-Produkte,
Cadence SiP Digital Architect, Cadence SiP Digital SI,
und Cadence SiP Digital Layout.

Das RF SiP Kit beinhaltet neue Cadence SiP RF Produkte
und Methoden fir die Automatisierung und Beschleuni-
gung des gesamten Entwurfsprozesses von RF SiPs. Es
umfasst auch bereits bei Kunden bewahrte SiP-Imple-
mentierungsmethoden auf der Basis eines 802.11 b/g
drahtlosen WLAN-Designs (Wireless Local Area Net-
work). Dies ermdglicht einen schnellen und einfachen
Einsatz des SiP-Designverfahrens bei geringem Risiko.
Das Ziel des Cadence Kit-Ansatzes besteht darin, Kun-
den eine schnelle segmentspezifische Produktentwick-
lung zu ermdglichen. Die Cadence-Kits sind speziell auf
die Design-Herausforderungen in Marktsegmenten wie
der drahtlosen und drahtgebundenen Vernetzung oder
Konsumeranwendungen ausgerichtet. Sie kombinieren
verifizierte Methodiken und Flows mit IP und einem fir
ein spezifisches Segment reprasentatives Design sowie
einem entsprechenden Consulting. Durch den Einsatz
der Cadence-Kits konzentrieren die Anwender ihre
Design-Ressourcen eher auf die Differenzierung ihrer
Designs und weniger auf die Designinfrastruktur.

Cadence SiP-Losungen lassen sich nahtlos in Cadence
Encounter® fir ein abstraktes Co-Design von Dies, in
Cadence Virtuoso® fur ein Design von RF-Modulen und
in Cadence Allegro® fir ein Co-Design von Gehause/
Baugruppe integrieren. Sie sind besonders auf Endpro-
dukte ausgerichtet, die eine Optimierung hinsichtlich
GroRe, Kosten und Leistung erfordern.

(A

IMST GmbH

— -

Empire XCcel™ - Der ultimative 3D-Feldsimulator
fir HF-Ingenieure

Die neue Version der Empire™-3D-Feldberechnungs-
software Empire XCcel™ erscheint im Oktober 2006 in
einer Uberarbeiteten Version.

Die bisherige Empire™-Software war bereits in der
Vergangenheit schon als schnellster 3D-Feldsimulator
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auf dem Markt bekannt. Empire XCcel™ bietet nun
nochmals eine Beschleunigung von 500 Prozent. Dies
gelingt durch die Implementierung von intelligenten
Algorithmen, die die Moglichkeiten neuer Prozessorar-
chitekturen gezielt ausnutzen. DarUlber hinaus kann die
Software durch die Verwendung in einem Netzwerk-
cluster den Komplexitatsanforderungen, z.B. im Hinblick
auf Gehdausemodellierungen, beliebig skaliert werden.

Aber auch weitere neue Features und Verbesserungen
—nach Winschen der User konzipiert — wurden umge-
setzt und erarbeitet: Eingabeassistenten, Vorlagen und
erneut héhere Rechengeschwindigkeiten verbessern
und erleichtern die Einarbeitung in die komplexe Feld-
simulation.

Die neue grafische Benutzerschnittstelle enthalt u.a.
neugestaltete Pictogramme und Icons in einem ,Win-
dows XP'-dhnlichem Design. Diese erlauben eine
einfachere Handhabung der wichtigsten Operationen
zur Struktureingabe. Struktureditor, Simulationskon-
trolle und Ergebnisdarstellung befinden sich nun in
einem integrierten Hauptfenster. Damit sind die Uber-
sichtlichkeit und die Steuerung der Projektverwaltung
deutlich verbessert worden. Neu ist auch eine grof3e
und vom Benutzer erweiterbare Materialdatenbank,
deren Verlustmodelle anwendungsorientiert optimiert
werden und somit eine sehr effiziente 3D-Feldsimu-
lation ermaoglichen. Der Datenbankassistent erlaubt
eine Vorausschau sowie eine Toleranzanalyse der
Verlustmodelle. Weiterhin sind fir die meisten Anwen-
dungsfélle, wie HF-Leitungen, HF-Bauelemente und
Antennen, Vorlagen implementiert, die eine lauffahige
Basisstruktur auf Knopfdruck erzeugen.

IL_Jeniiti/r;:irzsit'ait Hannover I. I .I' I

Leibniz Universitat Hannover
Die neu benannte Leibniz Universitat Hannover
startet mit buntem Zeichen

Am Sonnabend, 1. Juli 2006, dem 360. Geburtstag
des Universalgenies Gottfried Wilhelm Leibniz, stie-
gen 24.000 Luftballons um 12 Uhr von der Griinflache
vor dem Welfenschloss in den Himmel. Die Ballons
stehen stellvertretend flr die Anzahl der Studierenden
in den neun Fakultaten. Anlass dieses Ballonstarts als
besonderes Geschenk zu Leibniz 360stem Geburtstag
ist die Umbenennung der Hochschule, die ab diesem
Tage glltig wird. Sie tréagt ab sofort den Namen Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover.

,Gottfried Wilhelm Leibniz steht fir eine groRe wissen-
schaftliche Breite mit spezifischer Starke im ingenieur-
und naturwissenschaftlichen Bereich. Dieses passt
exzellent zum aktuellen Profil und zur Weiterentwick-
lung unserer Universitat”, betonte Prasident Professor
Barke.

Abbildung 5.01: Anlésslich der Neu-Benennung der Leibniz Univer-
sitat Hannover stiegen 24.000 Luftballons vor dem Hauptgebaude
der Universitat gen Himmel

Nach der Umbenennung zur Gottfried Wilhelm Leibniz
Universitat Hannover ist der Anspruch der Hochschul-
leitung und des Senates hoch. Es geht um mehr als
nur Schilder und Briefkdpfe auszutauschen. Alle an der
Namensdiskussion Beteiligten mdéchten Leibniz Spuren
folgen und den neuen Namen auch leben. Wahrend
einige MaRnahmen noch auf Realisierbarkeit Uberprift
werden mussen, lassen andere sich bereits nennen: An
der Leibniz Universitat Hannover wird eine Leitbilddis-
kussion gefiuhrt werden. Daneben stehen eine Veran-
staltungsreihe zu Leibniz Interdisziplinaritat, die neue
Logogestaltung, ein Leibnizpreis fir Studierende u.v.m
auf der Agenda. Auch an Aktivitdten Anderer rund um
das Leben von Leibniz wird sich die Hochschule in
Zukunft beteiligen und mit bestehenden Arbeitskreisen
und Initiativen in und um Hannover soll der Austausch
intensiviert werden.

Der Prasident der Leibniz Universitat Professor Dr.
Erich Barke stellte bereits ein neues Logo vor, in dem
die ,alte” Universitat Hannover noch erkennbar bleibt.
Der Hochschulleitung und allen Beteiligten ist bewusst,
dass es eine Ubergangszeit gibt, bis die Marke Leib-
niz Universitat Hannover in vielféltiger Form und Art
ersichtlich und erlebbar ist. Dass diese Zeit jedoch
moglichst kurz ist, hoffen alle Beteiligten.

GMSARY

Mentor Graphics GmbH

Plattform fiirs Nanometer-Design — Mentor Gra-
phics ,,Calibre nmDRC” definiert traditionelles
Design-to-Manufacturing neu

Die physikalische Verifikation moderner Nanometer-
technologien kann nur noch durch hoch integrierte
Verarbeitungsvorgange riesiger Mengen komplexer
Designdaten bewaltigt werden. Daher stoRen Chip-
entwickler beim Nanometer-Design mit traditionellen
Design-Rule-Checking(DRC)-Methoden immer wieder
an ihre Grenzen. Um dies zu verhindern bietet Men-
tor Graphics die ,,Calibre® nm“-Plattform. Das erste
Tool dieser Plattform ,,Calibre® nmDRC" wartet mit



Neuerungen auf, die die Gesamtzykluszeit deutlich
reduzieren. Es unterscheidet sich in vier Punkten von
traditionellen DRC-Tools:

» Hyperscaling-Technologie ermoglicht eine hohe Ska-
lierbarkeit und schnelle Laufzeiten fir rechenintensive
Applikationen. Damit lassen sich Blocke in Sekunden
und komplette Chips in Stunden verifizieren.

» Dynamic Results Visualisation (DRV) und inkremen-
telles DRC verandern den traditionellen sequen-
ziellen Flow des Iterations-Prozesses. Mit DRV kann
sofort nach dem Aufsplren des ersten Fehlers mit
dem Debugging begonnen werden, danach fihrt
das inkrementelle DRC simultane Verifikationslaufe
nur fUr die gednderten Bereiche durch. Designer
kdnnen so an einem einzigen Tag mehrere Ablauf-/
Debug-Zyklen durchflhren, was die Gesamtzyklus-
zeit erheblich verringert.

» Integrierte Design-for-Manufacturing(DFM)-Analyse
und Verbesserung ermaoglichen Layout-Tradeoffs zur
Minimierung von Yield-Verlusten. Simultanes DRC,
Yield-Analyse und Layout-Modifizierung verringern
die Gesamtzeit, die zum Herstellen eines Layouts
erforderlich ist.

» Direkter Datenbankenzugriff gestattet Designern
den Einsatz von Calibre nmDRC wéhrend des
Flows, und zwar unabhéngig von ihrer gewéhlten
Designerstellungsumgebung. Direkter Lesezugriff
auf populdre Design- und gekapselte Datenbanken
(LEF/DEF, MilkyWay, OpenAccess, GDSII und
OASIS) beschleunigen die DRC-Zykluszeit, da
sie ohne separate Prozessschritte fir das Daten-
Streamout auskommen. Der direkte Schreibzugriff
ermaoglicht Ricknotierung von DFM-Verbesse-
rungen in die Designdatenbank. Letztendlich
reduziert die Unterstlitzung des OASIS-Stream-
File-Formats die Dateigrofde, was einen schnelleren
Streamout ermdglicht und den Dateitransfer sowie
die Datenspeicherung erleichtert.

Calibre nmDRC ist Teil einer neuen Plattform von
Mentor, der Calibre-nm-Plattform. Diese Plattform
nutzt Technologien der ndchsten Generation fir Litho-
Friendly Design (LFD), DRC, Resolution Enhancement

Block & Cell
Creation

Place & Route
Calibre
B DRe
Chip
Assembly

Abbildung 5.02: Design-Rule-Checking (DRC) hat sich vom tradi-
tionellen Pass/No-Pass-Compliance-Check zu einer umfassenden
Methodik gewandelt, die mehrere Analysen unterstitzt, die Perform-
ance und Skalierbarkeit verbessert, die Produktivitat erhoht und die
Zykluszeiten verkurzt.
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Calibre nmDRC

Statistical
Analysis

Technology (RET) sowie parasitdre Extraktion und
Analyse wahrend des Post-Layouts. Damit unterstitzt
sie Designteams beim effizienten Ubergang von einem
Regel-basierten auf einen Modell-basierten Ansatz.
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k founded by Philips

Philips Semiconductors

Philips Semiconductors wird NXP

50 Jahre Innovationen und ein umfangreiches IP-Port-
folio etablieren NXP als Europas zweitgroRtes Halblei-
terunternehmen

Philips Semiconductors CEO Frans van Houten verkln-
dete am 1. September 2006, dass Philips Semiconduc-
tors ab sofort als NXP firmieren wird. Der Schritt in die
Unabhéngigkeit markiert einen Meilenstein nach 53-
jahriger Geschichte unter dem Dach von Royal Philips.
Die Namenséanderung folgt auf Basis der Vereinbarung
zwischen Royal Philips und Kohlberg Kravis Roberts

& Co. (KKR), Bain Capital, Silver Lake Partners, Apax
und Alplnvest Partners NV, durch die das Konsortium
80.1% der Anteile des Halbleitergeschéaftsbereichs

Ubernimmt und Philips die verbleibenden 19.9% behélt.

NXP ist der zweitgrofite Halbleiterhersteller in Europa
und weltweit unter den Top 10 gelistet.

Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Ber-
lin erklérte Frans van Houten das auf dynamische
Medientechnologie gegriindete Markenversprechen
des Unternehmens, das die Fihrungsrolle bei Tech-
nologien widerspiegele, die dem Endkunden bessere
Sinneseindriicke ermdglichen. Hierzu zéhlen Uberra-
gende Bild- und Tonqualitat fur digitale Fernsehgerate,
Mobiltelefone und andere Produkte der Unterhaltungs-
elektronik.

“Ab heute nehmen wir unsere Geschicke selbst in die
Hand und tun dies mit der festen Uberzeugung, die
Zukunft der Halbleiterindustrie entscheidend mitzu-
gestalten. Unsere dynamischen Medientechnologien
der nachsten Generation ermdéglichen es unseren
Kunden, noch bessere Produkte zu entwickeln”, so
Frans van Houten. ,NXP steht fir Next Experience.
Mit einfachen Worten: Wir ermoglichen die nachste
Generation von Produkten der Unterhaltungselektro-
nik. Um deutlich zu machen, dass wir hierbei auf unse-
ren reichen Erfahrungsschatz aus unserer 53-jahrigen
Zugehorigkeit zu Royal Philips bauen kénnen, wird der
Name NXP durch den Zusatz ,gegrindet von Philips’
unterstutzt.”

Frans van Houten bekraftig, dass NXP seine bestehen-
den Umstrukturierungsmafinahmen fortsetzen wird.
Diese wurden vor 18 Monaten eingeleitet, haben zu
nachhaltiger Profitabilitdt und Kosteneinsparungen

geflhrt und damit den Grundstock fir die Zukunft gelegt.

Neuheiten tber NXP sind unter
www.nxp.com zu finden.
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Die neuen Teilhaber unterstltzen die Fortsetzung der
Strategie von NXP, die auf Fihrungspositionen in den
funf Markten Automotive, Identification, Home, Mobile
& Personal, und Multimarket Halbleiter abzielt. Um dies
zu erreichen, investiert das Unternehmen eine Mrd.
Euro in Forschung und Entwicklung. Aufserdem baut
NXP auf eine ,, Asset-Light”-Strategie bei der Fertigung
und wird sich noch starker auf die Bedurfnisse der Kun-
den fokussieren. Darliber hinaus vertraut das Unterneh-
men auf den guten Ausbildungsstand der rund 37.000
Mitarbeiter und wird das laufende Programm zur
Geschéftserneuerung weiter fortsetzen.

OneSpin
SoLuTioNs

OneSpin Solutions GmbH
OneSpin Solutions Enters EDA Market with Break-
through Formal Verification Solution

OneSpin Solutions GmbH entered the Electronic Design
Automation (EDA) market with a verification solution
that has been proven in the field to detect all functional
errors in complex digital modules and intellectual prop-
erty (IP), enabling true functional sign-off. Based on
more than 250 engineer-years of formal verification
technology development at Infineon and Siemens, this
new automated, static formal verification solution One-
Spin 360 Module Verifier (360 MV) delivers the highest
quality of results (QoR) that today s functional verifica-
tion can achieve, while dramatically reducing time to
results (TtR) and cost of results (CoR). Verifying periph-
erals, processors, and processor-based subsystems of
up to a few hundred thousand lines of code, 360 MV
can save millions of dollars in respin costs and increase
revenues by speeding time-to-market.

The 360 MV solution enables verification engineers to
verify functional compliance between the transaction
and register transfer (RT) levels to produce the extreme
quality needed for risk-free reuse of IP components,
especially processor cores. Its rigorous, automatically
checked termination criterion eliminates the time-con-
suming and expensive regression testing that merely
estimates achieved quality levels. The combined QoR,
TtR and CoR advantages of 360 MV make it ideal for in-
house and third-party IP providers for System-on-Chip
(SoC) designs. Using IP verified with OneSpin s true
functional sign-off methodology, SoC design teams can
proceed to chip integration and chip-level functional
simulation knowing that the individual modules operate
free of functional errors.

The 360 MV solution uses proprietary algorithms to
detect errors that even the most advanced simula-
tionbased approaches miss unstimulated, overlooked
or falsely accepted errors. It systematically blocks all
these error escape routes inherent in simulation. The

360 MV methodology leapfrogs coverage-based bug-
hunting approaches used by both simulation and other
formal tools in which design teams never can be cer-
tain what quality level has been achieved. It determines
beyond doubt that verification is completed.

@ BOSCH

Robert Bosch GmbH
Bosch baut neue Halbleiter-Fertigung in Reutlin-
gen bei Stuttgart

Die Bosch-Gruppe investiert rund 550 Millionen Euro in
den Bau einer neuen 200-Millimeter-Halbleiterfertigung
am Standort. Mit dem Bau der Anlage soll im Herbst
2007 begonnen werden. Der Fertigungsanlauf ist fir
Mitte 2009 geplant. Die Anlage hat eine Gesamt-Kapa-
zitat von bis zu 1 000 Wafern pro Tag. Das entspricht
einer taglichen Produktionsmenge von bis zu einer Mil-
lion Mikro-Chips. Bosch ist bereits seit zehn Jahren mit
einer 150-Millimeter-Halbleiterproduktion in Reutlingen
vertreten.

Die Halbleiter- und Mikromechanik-Chips aus Reutlingen
werden vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt.
Sie sind als Bauelemente in Steuergeraten das ,,zentrale
Nervensystem” flr zahlreiche Funktionen im Fahrzeug.
Dazu zahlen elektronische Sicherheitssysteme wie ABS,
ESP® oder Airbags, verbrauchsginstige und saubere
Motoren mit elektronischem Motormanagement oder
moderne Fahrerassistenz-Systeme. In einem Automobil
der Mittel- bis Luxusklasse sind durchschnittlich zwi-
schen 100 und 200 anwendungsspezifische Mikrochips
eingebaut. Darlber hinaus erschlief3t das Unternehmen
Uber die kurzlich gegriindete Tochtergesellschaft Bosch
Sensortec zusatzliche Vertriebskanéle, insbesondere in
die Unterhaltungselektronik.

800 Arbeitsplatze fiir Bosch-Mitarbeiter aus der
Region

Insgesamt entstehen in der neuen 200-Millimeter-
Halbleiterfertigung bis zum Jahr 2012 rund 800 Arbeits-
platze. Den Bedarf an qualifizierten Arbeitskraften wird
das Unternehmen weitgehend intern abdecken kénnen
- vor allem Uber Mitarbeiter aus dem nahe gelegenen
Betriebsteil Rommelsbach. Nach der Entscheidung von
Volkswagen, zwischen 2007 und 2012 schrittweise
anstelle von so genannten Pumpe-Dise-Systemen nur
noch Common-Rail-Dieseleinspritzsysteme zu verwen-
den, waren dort alle 620 Arbeitsplatze gefahrdet. Mit
dem Aufbau der Halbleiter-Fertigung kann Bosch einem
Grof3teil der Mitarbeiter aus Rommelsbach bei ent-
sprechender Eignung einen neuen Arbeitsplatz wenige
Kilometer entfernt anbieten. In der neuen Halbleiterferti-
gung wird im so genannten ,Voll-Conti“-Betrieb an mehr
als 350 Tagen im Jahr gearbeitet — das heil3t sieben Tage
die Woche, 24 Stunden am Tag. Um die Wettbewerbsfa-
higkeit zu gewaéhrleisten, wurden unter anderem Verein-
barungen zu flexiblen Arbeitszeiten getroffen.



(MeDA

MunEDA GmbH
DAC 2006: MunEDA prasentiert Version 5.0 der
DFM-DFY-Software WiCkeD

MunEDA préasentierte auf der Design Automation
Conference 2006 in San Francisco die neueste Version
5.0 der EDA-Software WiCkeD fur die automatisierte
Analyse und Optimierung von Schaltungs-Performance
und Ausbeute. Verbesserungen in der neuen Release
sind die automatische Parametrierung von Schaltungen
als Vorbereitung fir die anschlieRende Analyse und
Optimierung. Weitere neu bestandteile sind die Unter-
stltzung diskreter Design Parameter, eine verbesserte
Integration in die Cadence Analog Design Environ-
ment, ein Netzlisten-basiertes Stand-Alone-Setup,
verbesserte Analysen und Optimierer sowie zahlreiche
Annehmlichkeiten in der Benutzerflhrung.

WiCkeD ist eine innovative und leistungsstarke Software
fUr die interaktive, halb- und vollautomatische Analyse,
Zentrierung und Ausbeuteoptimierung von analogen,
Mixed-Signal- und digitalen Schaltungen auf Transistor-
level. Mit seinen Features bietet WiCkeD Lésungen fir
eines der derzeit drangendsten Probleme der Halbleiter-
industrie: Sinkende Design- und Produktionsausbeuten
sowie Zuverlassigkeit hergestellter integrierter Schalt-
kreise. Mit der Unterstitzung von WiCkeD sind Desi-
gner in der Lage, fur ihre Entwirfe die zu erwartende
Produktionsausbeute auf Basis der modellierten Daten
aus dem Herstellungsprozess vorherzusagen und damit
Entscheidungsfehlern vorzubeugen.

Andreas Ripp, Vice President Sales & Marketing von
MunEDA, flgt hinzu: ,Mit den neuen Features und
Funktionalitaten in WiCkeD 5.0 beantworten wir das
Feedback unserer Kunden und Anwender aus mehr als
300 verschiedenen Design- und Tape-Out-Projekten
innerhalb der letzten Jahre. Die neue Version erlaubt
es einer verbreiteten Anwenderbasis entsprechenden
Nutzen aus unseren Tools und Lésungen zu erhalten.
Parallel hierzu bauen wir weiter unsere weltweiten Ver-
triebs- und Support-Kapazitaten aus, um den direkten
Kontakt zu unseren Kunden weiterhin zu verbessern.”

SYNOPSYsS

Synopys GmbH

Synopsys prasentiert die PrimeYield-Suite, erwei-
tert die DesignWare-Bibliothek sowie das STA-Tool
PrimeTime, und libernimmt Virtio Corporations
ESL-Design-Software

Am 2. August kiindigte Synopsys neue Erweiterungen
des Liberty™-Library-Formats an. Die neuen Erwei-
terungen ermaoglichen einen Entwurf, der statistische

Streuungen berlcksichtigt. Dadurch sind Ingenieure

in der Lage, Entwurfstoleranzen zu kontrollieren, die
Robustheit des Entwurfs zu verbessern und den para-
metrischen Yield zu erhéhen. Um den héchstmoglichen
Grad an Genauigkeit zu erreichen, basieren diese neuen
Liberty-Erweiterungen auf den Composite-Current-
Source-(CCS)-Modellen, mit dem Ziel der Vereinigung
von Timing, Signal-Integrity und Power.

Am 26. Juli hat Synopsys die Ubergabe einer Bibliothek
erweiterter SystemVerilog-Assertion-Checker an Accel-
lera, der Electronic-Design-Automation-(EDA)-Organi-
sation mit Fokus auf EDA-Standards, bekannt gegeben.
Diese Assertion-Checker sind im ARM-Synopsys-Veri-
fication-Methodology-Manual (VMM) fir SystemVer-
ilog definiert und liegen als SystemVerilog-Quellcode
vor. Sie wurden bereits wahrend der letzten Jahre von
Entwurfs- und Verifikationsingenieuren intensiv einge-
setzt, um durch schnellere und einfachere Definition
von SystemVerilog-Assertions (SVA) eine hohere Ent-
wurfsproduktivitat zu erzielen.

Am 24. Juli prasentierte Synopsys die PrimeYield-Tool-
Suite, die Entwicklern integrierter Schaltungen (IC)
mehr Kontrolle Uber die Herstellbarkeit ihrer Spitzen-
Designs gibt. Die PrimeYield-Tool-Suite wurde fir 65-
Nanometer(nm)-Technologien und darunter entwickelt.
Durch exakte Vorhersage entwurfsbedingter Mecha-
nismen, welche Einfluss auf Herstellungstoleranzen
haben, und durch automatisierte Korrekturanleitung fur
vorgeschaltete Entwurfsimplementierungstools wird
der Entwurfsprozess mit der Fabrikation integriert.

Am 24. Juli vermeldete Synopsys die neuesten Ent-
wicklungen innerhalb seiner umfassenden Design-
For-Manufacturing-(DFM)-L6ésung, welche auf eine
signifikante Produktivitatssteigerung bei IC-Entwrfen
in 65-Nanometer(nm)-Technologien und darunter
abzielt. Die aktuellen Neuerungen der PrimeTime®-
Static-Timing-Analysis-(STA)- und Star-RCXT ™-Extrak-
tionstools, PrimeTime VX und Star-RCXT VX, ergédnzen
die Synopsys Timing-Signoff-Lésung der Industrie
durch leistungsfahige statistische Analysen. Diese
neue Funktionalitat erlaubt Kunden, Toleranzen zu ver-
kleinern, die Designsicherheit der Entwidirfe zu erhohen
und den parametrischen Yield zu steigern.

Mikroaluktrenik GmbH

Trias Mikroelektronik GmbH

Bridge the gap between specification and imple-
mentation for multicore processing with Message-
Level ESL design

TRIAS Mikroelektronik GmbH started a new EDA busi-
ness unit called “Tools and Services for ESL (Electronic
System Level) design”. Bridging the gap between spe-

Mehr Informationen unter
www.muneda.com

Kont@kt:

Andreas Ripp

MunEDA GmbH

fon: 089-93086-335
andreas.ripp@muneda.com

Cont@ct:

Emma Gardiner

fon: +44 1189 313822
Emma.Gardiner@synopsys.com

Cont@ct

Klaus Steinheuer

fon 02151.95301-11
klaus.steinheuer@trias-mikro.de
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cification and implementation for multicore processing
with Message-Level ESL design is one of TRIAS's
solutions.

Multicore processing that integrates more processors,
memories and bus systems into a system becomes a
new trend of contemporary SoC (System-on-Chip) and
embedded system design. With ever increasing appli-
cation complexity and considering the constraints of
power, area and financial budgets, whether the system
designers can make an accurate enough decision for
the complete system at early design stage (20% of
design cycle), becomes one of the most significant
factors affecting the success of the project. The most
important issues system designers focus are HW/SW
partitioning, management of huge number of functions,
inter-processor communication, and so forth. In order
to obtain 80% decisions in the 20% design cycle,
system designers usually suffer from the loss of accu-
racy, which leads to iterations in the design cycle.

Currently, system designers can usually obtain a highly
accurate model in the middle of the design stage
when the system prototype has been formalized and
the original architecture guess has been completely
simulated with cycle-accurate or cycle-approximate
modelling technology. At the beginning of the project,
they can provide some plain word/excel documents
describing the specification only, based on which they

AMDC1

www.amd.de

A

ANSOFT
Ansoft GmbH und Co. KG

www.ansoft.com

CATENA
www.catena-ffo.de

Apax

Apax Partners Beteiligungsberatung
www.apax.com/de

M
AIMEL -

ENEINEETINE
Atmel Germany GmbH

www.atmel.com www.concept.de

CST

5

o

BOSCH®

Robert Bosch GmbH

www.bosch.de www.cst.com

Cadence Design Systems
www.cadence-europe.com

Catena Software GmbH

i isIior
ChipVision Design Systems AG
www.chipvision.com

Concept Engineering GmbH

CST - Computer Simulation Technology

draw a rough HW/SW partitioning according to their
experience. If problems inside the architecture are
found, they need to rewrite the code to implement
their new ideas. This process is time-consuming, and
after doing that, half of the project has been finished.
Even modification of cycle-accurate models is not a
piece of cake. It shows that there is a big gap between
specification and implementation, which prolongs the
design cycle.

In order to reduce time-to-market, time-to-product,
time-to-profit and decrease the R&D funds, the design
cycle has to be shortened, which requires that the
architecture should be fixed with strong confidence at
very early design stage, such that the designers need
not iterate the design cycle.

This methodology is called MCSE (Méthodologie de
Conception des Systemes Electroniques, also known
as CoMES - Co-design Methodology for Electronic
Systems). It provides an executable specification at
the early design stage and is able to bridge the gap
between specification and implementation for multi-
core processing. Using four function-side elements
(function, message queue, event and shared varia-
ble) and three platform-side elements (processor,
memory and communication node), based on MLM-
(Message-Level Modelling) ESL- (Electronic System

Level) design technology and SystemC simulation

A

JON

DOULOS
Doulos Ltd.
www.doulos.com

Fraunhofer . . .
Mikroelekironk

FhG Verbund Mikroelektronik
www.vue.fhg.de

s
FZI

FZI - Forschungszentrum Informatik
www.fzi.de

IBM Deutschland Entwicklung GmbH
www.ibm.com/de/entwicklung

hMs
IMMS gGmbH

www.imms.de



kernel, system designers need only to write simple
C-code to describe multicore processing systems.
The solution is not cycle-accurate, so a high simulation
speed can be achieved and the designers can easily
explore the system architecture in a short time. For a
middle-volume project, the accurate architecture can
be obtained with 95% accuracy in weeks. The corre-
sponding product CoFluent Studio has been develo-
ped by the French company CoFluent Design. TRIAS
Mikroelektronik GmbH is the Value Added Reseller
responsible for the sales territories Germany, Austria,
Switzerland, Poland, Romania and Benelux (Nether-
lands, Belgium, Luxemburg).

Technische Universitdt Miinchen
Neuigkeiten vom Lehrstuhl fir Entwurfs-
automatisierung

Peter Spindler und Prof. Frank Johannes haben beim
.ISPD & IEEE/CEDA 2006 Placement Contest” in

San Jose (Kalifornien) mit einer wesentlichen Weiter-
entwicklung des Plazierwerkzeugs , Kraftwerk” den
ersten Platz belegt. Zehn Forschergruppen, viele davon
von fihrenden US-Universitaten, haben ihre Plazier-
werkzeuge diesem neutralen Vergleich unterworfen.

\|/
MAGMA
IMST GmbH
www.imst.de
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MatrixOne GmbH
www.matrixone.com

www.magma-da.com

Infineon Technologies AG
www.infineon.com

], Melexis
‘\{ systemtechnik GmbH
Institut fir angew. Funksystemtechnik Melexis GmbH

www.melexis.com

GBI

www.iaf-bs.de

s

ITIS e.V. - Universitat der Bundeswehr

www.itis-ev.de

Lucent Technologies Network Systems
www.lucent.de

Mun(EpY

MunEDA GmbH
www.muneda.com

Lucent Technologies

Bell Labs Innovations

Magma Design Automation GmbH

MatrixOne )

Mentor Graphics GmbH
www.mentor.com/german

Acht integrierte Digitalschaltungen bestehend aus bis
zu zweieinhalb Millionen Zellen waren von einem flh-
renden Unternehmen der Mikroelektronik als Testob-
jekte zur Verfligung gestellt worden. Bewertet wurden
sowohl die erzielte Qualitat der Plazierungen als auch
die bendtigten Rechenzeiten.

Jun Zou, Daniel Miller, Dr. Helmut Grab und Prof. Ulf
Schlichtmann waren mit lhrem Beitrag ,,A CPPLL Hie-
rarchical Optimization Methodology Considering Jitter,
Power and Locking Time" als ein Best-Paper-Kandidat
der diesjahrigen ACM/IEEE Design Automation Con-
ference (DAC) 2006 nominiert worden. In diesem Beitrag
wird ein neuer Weg zu einer Top-Down-Dimensionierung
komplexer analoger Schaltungen aufgezeigt, die von der
Verhaltensebene bis zur Transistorebene reicht. Wichtige
Vorarbeiten zu diesem Beitrag wurden unter anderem im
Clusterforschungsprojekt SAMS geleistet.

[@’ Universitat Bremen

Kooperationsvertrag des Graduiertenkolleg Einge-
bettete Systeme (GESy) an der Universitat Bremen
mit Siemens TS

An der Universitat Bremen ist zu Beginn des Jahres
2006 das Graduiertenkolleg Eingebettete Systeme

NOKIA

Nokia GmbH
www.nokia.de

OFF IS e momai

OFFIS
www.offis.de

|
SOLUTIONS

OneSpin Solutions GmbH
www.onespin-solutions.com

PHILIPS

Philigs Semicandutars GmbH
Philips Semiconductors GmbH
www.philips.de

_Profesion
mchonc ME\WI
Pro Design Electronic&CAD-Layout GmbH
www.prodesigncad.com
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GESy

Siehe auch www.gesy.info.

Kont@kt

Prof. Dr. Rolf Drechsler
fon: 0421.218 - 7389
drechsle@informatik.
uni-bremen.de

Kont@kt

Dr. Helmut Grab
fon: 089.289-23679
graeb@tum.de
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(GESy) eingerichtet worden. GESy entstand auf Initi-
ative der Professoren Rolf Drechsler und Jan Peleska
vom Fachbereich 3 - Mathematik und Informatik.

Im Juli 2006 wurde mit Siemens Transportation
Systems (TS) ein Kooperationsvertrag fur das Gebiet
der modellorientierten Entwicklung Eingebetteter
Systeme flr die Eisenbahntechnik unterzeichnet. Ins-
besondere sollen Aspekte der automatischen Code-
Generierung, der automatischen Testfall-Generierung
und der statischen Verifikation untersucht werden.

1 ¢ enver

Universitat Kaiserslautern

GrofRter Weltverband der Elektrotechnik zeichnet
Wissenschaftler der TU Kaiserslautern aus - Prof.
Dr.-Ing. Wolfgang Kunz wird ,IEEE-Fellow”

Der grofite Weltverband der Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik, das Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE), hat Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kunz
zum Ehrenmitglied (IEEE-Fellow) ernannt. Der Leiter
des Lehrgebiets Entwurf Informationstechnischer

Abbildung 5.03: Prof. Dr. Wolfgang Kunz bei der Ernennung zum
IEEE Fellow auf der DAC 2006

Systeme an der Technischen Universitat Kaiserslautern
wurde wie alle IEEE-Fellows nach einem strengen
Auswahlprozess vom Direktorium gewahlt. Einmal
jahrlich wird einem kleinen Kreis langjahriger Mit-
glieder mit herausragenden Leistungen diese héchste
Auszeichnung der |IEEE zuerkannt. Die Auszeich-

nung wurde Prof. Kunz fir seine wissenschaftlichen
Beitrdge zu “hardware verification, very large scale
integrated (VLSI) circuit testing and logic synthesis”
verliehen.

i~
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RWTH Aachen
www.rwth-aachen.de

SYNoPSYs’

Synopsys GmbH
WWW.SYnopsys.com

TU Darmstadt - FB Informatik
www.iss.tu-darmstadt.de

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN
TU Dresden
www.tu-dresden.de

h.

TU limenau
www.tu-ilmenau.de

TU Kaiserslautern
www.tu-kaiserlautern.de

mm

TU Miinchen
www.lis.ei.tum.de

Mikraslaktronik GmbH

TRIAS Mikroelektronik GmbH
www.trias-mikro.de

@ Universitat Bremen

Universitat Bremen
www.uni-bremen.de

AR LR u

UNIVERSITAT
FRANKFURT AM MAIN

Universitat Frankfurt
www.uni-frankfurt.de

Universitéat Freiburg
www.uni-freiburg.de

Leibniz I I I_I
Universitat Hannover = 1 |
Universitat Hannover
www.uni-hannover.de

Universitat Hildesheim
www.dwm.uni-hildesheim.de

EsnHann KaLs
UINIvERSITAT
Tiimnees

Universitat Tibingen
www.informatik.uni-tuebingen.de




Ausblick auf die kommende Ausgabe 04 2006,

die voraussichtlich noch vor Weihnachten erscheinen wird.

Projektspiegel
Zu Redaktionsschluss stand leider noch nicht fest, ob das
Ekompass-Projekt , Safe IC-Design for Robust Application”

(SIDRA) Uber seine Ergebnisse berichten wird.

edaWorkshop07
Aus dem Ekompass-Workshop wird ab dem Jahr 2007
der edaWorkshop.

edaAtlas

aqeBsny apuawiwioy aIp yne I Nalgsny

Der edaAtlas ist kein Buch mit sieben Siegeln —

Eine Bedienungsanleitung (Teil 1)

Projektmanagement
Projektmanagement mit dem edacentrum —

Die Geschichte von Alex & Bill geht weiter

eDesign 2006

Neues vom Forschungsthemen-Papier ,,eDesign 2006"

Rickschau auf die Erfolgsgeschichte Anderungen aus aktuellem

. e e Anlass vorbehalten.
Das edacentrum feiert sein flnfjahriges Bestehen

Sie sind noch nicht Mitglied im
edacentrum, .... ?

CONSORTIUM
EDA Consortium

R EHEEETE ... mochten aber nicht auf den ,newsletter

edacentrum” verzichten ? Dann konnen Sie

den ,,newsletter edacentrum” fir 40 € jahrlich

(4 Ausgaben) inkl. Porto beim edacentrum
PRismuPR bestellen. Oder werden Sie Mitglied im
edacentrum e.V. und profitieren Sie zusétzlich
von den exklusiven Vorteilen, die eine Mit-
gliedschaft bietet: Erweitertes Informations-
angebot im Internet, EDA-Atlas, technische
S"’J Analysen und Marktanalysen, Roadmaps (inkl.

I Erstellung), Unterstltzung bei der Standardi-

Silicon Intergration Initiative Si2 sierung, Offentlichkeitsarbeit im Bereich EDA
WWW.si2.org

PRismaPR
www.prismapr.de

far Firmen und Forschungseinrichtungen,
Einbringen eigener Anforderungen in die EDA-
rr’ Forschung, Kontakte zu Kompetenzzentren fir
umﬁga:u\r EDA-Clusterforschung, Verginstigungen bei
Silicon Saxony e.V. Veranstaltungen des edacentrum (edaForum,
www silicon-saxony.net Workshops, EDA-Kolloquium...), Erfahrungs-
austausch mit anderen EDA-Anwendern, uvm.

www.edacentrum.de/mitgliedschaft.html
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Ansprechpartner im edacentrum

Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel | Vorstand
fon 07071 297 54 82, (Ro)
rosenstiel@edacentrum.de

Prof. Dr. Erich Barke | Vorstand
fon 05611 762-19690, (Ba)
barke@edacentrum.de

Dr. Jurgen Haase | Vorstand
fon 0511 762-19698, (Haa)

haase@edacentrum.de

Dr. Cordula Hansen | Koordination (Leitung)
fon 0711 2807956, (CH)

hansen@edacentrum.de

Dipl.-Ing. Ralf Popp | Offentlichkeitsarbeit (Leitung)
fon 0511 762-19697, (Pp)

popp@edacentrum.de

Dipl.-Ing. Dirk Rosendahl | Vertrieb & Marketing
fon: 0511 762-19683, (DR)
rosendahl@edacentrum.de

Dr. Volker Schéber | EDA-Clusterforschung (Leitung)
fon 0511 762-19688, (VS)

schoeber@edacentrum.de

Maren Sperber | Sekretariat
fon 0511 762-19699, (Sp)

sperber@edacentrum.de

Dr. Dieter Treytnar | Offentlichkeitsarbeit
fon 0511 762-19687, (Tr)

treytnar@edacentrum.de

Dr. Andreas Vorg | Koordination, Consulting
fon 0511 762-19686, (AV)
voerg@edacentrum.de
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Redaktionsschluss
Der nachste Newsletter erscheint im Dezember
Redaktionsschluss ist am 21. November 2006.
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schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Fir den Fall, dass im ,newsletter edacentrum” unzutreffende
Informationen enthalten sein sollten, kommt eine Haftung nur bei
grober Fahrldssigkeit in Betracht.



